


© BUNDESREPUBLIK ® Offenlegungsschrift 

®DE 19607974 A1 



DEUTSCHLAND 




DEUTSCHES 
PATENTAMT 



© Aktenzelchen: 
(2) Anmeldetag: 
(§) Offenlegungstag: 



198 07 974.8 
1. 3.98 
5. 9.96 



® IntCI. 8 : 

H 05 K 1/02 

H 05 K 7/02 
H05K 3/00 



< 



UJ 

Q 



® Unionsprioritat: <§) ® © 


@ Erfinder: 


03.03.95 JP 7-044648 


Hayashi, Satoru, Tokio/Tokyo, JP 


@ Anmelder: 




Mitsubishi Denki K.K., Tokio/Tokyo, JP 




@Vertreter: 




Meissner, Bolte & Partner, 80538 Munchen 





Prufungsantrag gem. S 44 PatG ist gesteilt 

® Korper fur eine Verdrahtungsanordnung, Verfahren zu dessen Hersteliung und Leiterpiatte, bei der der 
Korper fur eine Verdrahtungsanordnung verwendet wird 

Spezifische Schaltungsmuster warden durch Ausbilden 
von Nuten in einer Vieizahl von Stucken aus Kupfermaterial 
ausgebildet, die Materialien hoher elektrischer Leitfahigkeit 
sind. Die leitfahigen Materialien konnen In Schichtform 
vorliegan. Isolierharz wird in die In den leltffihigen Materia- 
lien ausgebildeten Nutbereiche eingef Qllt, urn die Kupfer ma- 
terialien zu Integrleren. Die Verbundatruktur der leftfdhigen 
Materialien und Isoliermaterialien kann sich als Laminat auf 
einer Bearbeitungsbasis befinden. Ein Verdrahtungskorper 
wird erzeugt der ein gewunschtes Schaltungsmuster auf- 
weist, Indem der Verbundkorper von der Basis abgetrennt 
wird und indem selbst die laminierten Schichten vonelnsn- 
der abgetrennt werden. 
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Die folganden Angaben sind den vom Anmelder elngerelchten Unterlagen ontnommen 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung betrifft einen Kdrper fflr 
eine Verdrahtungsanordnung, der aus dicken Leitern 
hergestellt ist, an die ein starker Strom angelegt werden 
kann und bei eiektrischen Steuergeraten wie einem 
Wechselrichter oder einem Servogerat verwendet wird, 
ein Verfahren zu dessen Herstellung und eine Leiter- 
platte, bei der der Kdrper fur eine Verdrahtungsanord- 
nung verwendet wird. 

Bei elektronischen Steuergeraten wie einem Wech- 
selrichter oder einem Servogerat wird die elektronische 
Steuerfunktion durch die Integrierung verschiedener 
Arten von aktiven Bauelementen und passiven Bauele- 
menten auf einer Leiterplatte realisiert Insbesondere 
bei solchen elektronischen Steuergeraten wie einem 
Wechselrichter oder einem Servogerat wird die Lei- 
stungssteuerung unter Verwendung einer Hochlei- 
stungsdiode, einem Transistor oder dergleichen durch- 
geftihrt 

Als Substrat fQr eine Schaltung, bei der Halbleiterele- 
mente verwendet werden, die eine groBe Warmemenge 
abgeben, wie jene, die fur die Stromversorgung verwen- 
det werden, wurde herkdmmlicherweise das sogenannte 
DBC-Substrat oder Metailsubstrat verwendet Das 
DBC-Substrat umfaBt Keramik und ein leitfahiges Ma- 
terial und als keramisches Isoliermaterial werden solche 
Materialien wie Aluminiumoxidkeramik und Alumini- 
umnitridkeramik verwendet Kupfer wird auch oft als 
Leiter in dem DBC-Substrat verwendet, und die Dicke 
betragt bei der typischen Spezifikation 0,3 mm. 

Andererseits wird als Metallbasissubstrat ein Schal- 
tungsleiter mittels einer Isolierschicht gebildet, die aus 
einem organischen Isoliermaterial auf der oberen Fia- 
che eines Basismetallplatte hergestellt wird, und im all- 
gemeinen werden solche Metalle wie Aluminium, Kup- 
fer oder Eisen als Material verwendet Bei dem auf ei- 
nem Metallbasissubstrat ausgebildeten Leiter betragt 
die Dicke der Kupferfolie im allgemeinen etwa 0,1 mm 
und eine Schaltung wird auf dem Substrat im allgemei- 
nen durch Atzen hergestellt 

Das vorstehend beschriebene Atzsystem ist ftir die 
Massenherstellung geeignet, well beispielsweise eine 
Maske hergestellt wird, es verursacht jedoch eine Ko- 
stenerhdhung, wenn viele Produktarten jeweils in klei- 
nen Losen hergestellt werden. AuBerdem wird, wenn 
ein Leitermuster durch Atzen ausgebildet wird, die Dik- 
ke des Leiters aufgrund der Wirkungen durch Seitenat- 
zen grdBer, wobei die Mustergenauigkeit verringert 
wird, und auBerdem wird, wenn ein unbesttickter Chip 
auf ein Substrat montiert wird, oft ein Hitzeverteiler 
verwendet, was seinerseits zu einer Erhdhung der An- 
zahl der erforderlichen Teile fUhrt 

Wenn die Dicke eines Leiters groB wird, ist es oft 
aufgrund des Seitenatzens schwierig, ein feines Muster 
wie eine Steuerschaltung zu bilden. AuBerdem besteht, 
wenn die Dicke des Leiters hdchstens etwa 0,3 mm be- 
tragt, eine Begrenzung der Amplitude eines an die 
Schaltung angelegten Stroms, was es unmdglich macht, 
einen starken Strom anzulegen, und seibst wenn die 
Dicke des Leiters grdBer gemacht wird, treten manch- 
mal solche Fehler wie ein Verwerfen in dem Substrat 
auf. 

Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen 
Kdrper far eine Verdrahtungsanordnung zu schaffen, 
der eine ausgezeichnete Mustergenauigkeit aufweist, 
seibst wenn die Dicke des Leiters groB ist, an dem ein 
Steuerstrom und ein starker Strom angelegt werden 
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kdnnen, der die Herstellung verschiedener Produktar- 
ten in kleinen Losen ermdglicht, bei dem Fehler wie 
Verwerfen selten auftreten und der mit einer kleinen 
Anzahl von Teilen eingebaut werden kann, ein Verfah- 
5 ren zu dessen Herstellung und eine Leiterplatte, bei der 
der Kdrper fur eine Verdrahtungsanordnung verwendet 
wird. 

Bei einem Kdrper fur eine Verdrahtungsanordnung 
gemaB einer erfindungsgemaBen AusfUhrungsform 

io wird bzw. werden ein oder eine Vielzahl von Schal- 
tungsmusterleiter(n), die jeweils zu einer vorbestimm- 
ten Form ausgebildet sind, mechanisch miteinander mit 
Isolierharz verbunden, und werden Schaltungsmuster 
auf seinen beiden Flachen ausgebildet, so daB die Ge- 
ts nauigkeit des Schaltungsmusters groB ist und ein Steu- 
erstrom und ein starker Strom daran angelegt werden 
kdnnen. Es ist auch radglich, ein gewllnschtes Schal- 
tungsmuster auszubilden, jeden einzelnen Schaltungs- 
leiter zu isolieren und sie zu integrieren sowie die obere 

20 Flache des Kdrpers fUr eine Verdrahtungsanordnung 
mit seiner unteren Flache leicht elektrisch zu verbinden. 

Bei einem Kdrper ftir eine Verdrahtungsanordnung 
gemaB einer anderen erfindungsgemaBen Ausftihrungs- 
form wird eine Isolierbasis an eine von zwei Flachen, an 

25 denen die Schaltungsmuster ausgebildet sind, angeklebt 
so daB die Steifigkeit des Korpers fur eine Verdrah- 
tungsanordnung verstarkt werden kann und, wenn eine 
Isolierbasis zum Befestigen verwendet wird, eine Flache 
des Korpers fur eine Verdrahtungsanordnung auch iso- 

30 liert werden kann. 

Bei einem Kdrper ftir eine Verdrahtungsanordnung 
gemaB einer weiteren erfindungsgemaBen AusfUh- 
rungsform wird ein Isoliertiberzug an einer der zwei 
Flachen oder beide Flachen, an denen Schaltungsmuster 

35 ausgebildet sind, angeklebt, so daB die Steifigkeit des 
Korpers ftir eine Verdrahtungsanordnung verstarkt 
werden kann und ein Verbindungsbereich durch Verld- 
ten gesteuert werden kann und auBerdem die Feuchtig- 
keitsbestandigkeit verbessert werden kann. 

40 Ein Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers ftir eine 
Verdrahtungsanordnung gemaB einer weiteren erfin- 
dungsgemaBen AusfUhrungsform umfaBt einen ersten 
Schritt des Ausbildens eines Nutbereichs zur Ausbil- 
dung eines spezifischen Schaltungsmusters in dem Ma- 

45 terial hoher elektrischer Leitfahigkeit, einen zweiten 
Schritt des Einftillens des Isolierharzes in den in dem 
ersten Schritt ausgebildeten Nutbereich und einen drit- 
ten Schritt des Abtrennens des Materials hoher elektri- 
scher Leitfahigkeit, das in dem zweiten Schritt mit einer 

50 Flache im wesentlichen rechtwinklig zu der Tiefenrich- 
tung des Nutbereichs und an einer Stelle gebildet wur- 
de, an der die Flache das in den Nutbereich eingeftillte 
Isolierharz schneidet, so daB Wirkungen durch Seitenat- 
zen wie in einem Fall in dem Muster durch Atzen eines 

55 Kupfermaterials ausgebildet werden, nicht auftreten, 
die Abmessungsgenauigkeit bei der Ausbildung eines 
Schaltungsmusters groB wird und eine Nutbearbeitung 
leicht durchgeftihrt werden kann, was es ermdglicht, ein 
gewtinschtes Schaltungsmuster auszubilden. AuBerdem 

60 wird Harz auf der Basis von Epoxy in den in dem Kup- 
fermaterial ausgebildeten Nutbereich gegossen, kdnnen 
Schaltungsmuster miteinander in einem stabilen Zu- 
stand durch Schneiden des bearbeiteten WerkstUcks, 
wie vorstehend beschrieben wurde, mit einer Flache 

65 rechtwinklig zu der Tiefenrichtung des Nutbereichs in- 
tegriert werden, ohne daB Schaltungsmuster, bei denen 
eine Nutbearbeitung durchgeftihrt wird, auseinanderge- 
schoben oder in ihrer Lage verschoben werden, kann 
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ein Schaitungsmuster, das von dem Leiter im Umfang 
durch Nutbearbeitung abgetrennt wurde, als Schai- 
tungsmuster isoliert werden und kdnnen gleichzeitig die 
Schaitungsmuster zu einem integriert werden, indem 
man sie alle miteinander verklebt 

Ein Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers fQr eine 
Verdrahtungsanordnung gemaB einer weiteren erfin- 
dungsgemaBen AusfQhrungsform umfaBt einen ersten 
Schritt des Anklebens oder Befestigens des Materials 
hoher elektrischer Leitfahigkeit an einer Bearbeitungs- 
basis, einen zweiten Schritt des Ausbildens eines Nutbe- 
reichs zur Ausbildung eines spezifischen Schaltungsmu- 
sters in dem Material hoher elektrischer Leitfahigkeit, 
einen dritten Schritt des EinfQllens des Isolierharzes in 
den in dem zweiten Schritt gebildeten Nutbereich und 
einen vierten Schritt des Abtrennens des Materials ho- 
her elektrischer Leitfahigkeit, das mittels jedes der vor- 
stehend beschriebenen Schritte gebildet wurde, von der 
Bearbeitungsbasis, so daB das Kupfermaterial und die 
Bearbeitungsbasis miteinander mit einem Kleber ver- 
klebt werden, und aus diesem Grund wird das Abtren- 
nen des K6rpers fQr eine Verdrahtungsanordnung von 
der Bearbeitungsbasis in dem vierten Schritt einfacher. 

Ein Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers fur eine 
Verdrahtungsanordnung gemaB einer weiteren erfin- 
dungsgemaBen Ausftthrungsform umfaBt einen ersten 
Schritt des Anklebens oder Befestigens einer Vielzahl 
von Materialien hoher elektrischer Leitfahigkeit der 
gleichen Art oder unterschiedlicher Arten an einer Be- 
arbeitungsbasis, einen zweiten Schritt des Ausbildens 
eines Nutbereichs zur Ausbildung eines spezifischen 
Schaltungsmusters in dem Material hoher elektrischer 
Leitfahigkeit, einen dritten Schritt des EinfQllens des 
Isolierharzes in den in dem zweiten Schritt gebildeten 
Nutbereich und einen mit einer Vielzahl von Materia- 
lien hoher elektrischer Leitfahigkeit gebildeten Spait 
und einen vierten Schritt des Abtrennens des Materials 
hoher elektrischer Leitfahigkeit, das mittels jedes der 
vorstehend beschriebenen Schritte gebildet wurde, von 
der Bearbeitungsbasis, so daB im Vergieich zu einem 
Fall, bei dem ein Schaitungsmuster ausgebildet wird, 
indem die Materialien hoher elektrischer Leitfahigkeit 
auf seiner gesamten Flache vorgesehen werden, das 
AusmaB der Bearbeitung verringert werden kann, in- 
dem die Materialien hoher elektrischer Leitfahigkeit in 
jedem Block vorgesehen werden. 

Ein Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers fQr eine 
Verdrahtungsanordnung gemaB einer weiteren erfin- 
dungsgemaBen AusfQhrungsform umfaBt einen ersten 
Schritt des Larnmierens und Verklebens einer Vielzahl 
von Materialien hoher elektrischer Leitfahigkeit und 
des Verklebens oder Befestigens der laminierten Mate- 
rialien hoher elektrischer Leitfahigkeit an einer Bear- 
beitungsbasis, einen zweiten Schritt des Ausbildens ei- 
nes Nutbereichs zur Ausbildung eines spezifischen 
Schaltungsmusters in den laminierten Materialien hoher 
elektrischer Leitfahigkeit, die in dem ersten Schritt ge- 
bildet worden sind, einen dritten Schritt des EinfQllens 
des Isolierharzes in den in dem zweiten Schritt ausgebil- 
deten Nutbereich und einen vierten Schritt des Abtren- 
nens der laminierten Materialien hoher elektrischer 
Leitfahigkeit, die mittels jedes der vorstehend beschrie- 
benen Schritte gebildet worden sind, mit einer Flache im 
wesentlichen rechtwinklig zu der Tiefenrichtung des 
Nutbereichs und gleichzeitig an einer Steile, an der die 
Flache das in den Nutbereich eingefQllte Isolierharz 
schneidet, so daB eine Vielzahl von Kdrpern fGr eine 
Verdrahtungsanordnung wirksam und leicht durch Ver- 
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wendung eines laminierten Kdrpers erhalten werden 
kann, der aus Materialien hoher elektrischer Leitfahig- 
keit hergestellt ist 
Ein Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers fQr eine 
5 Verdrahtungsanordnung gemaB einer weiteren erfin- 
dungsgemaBen AusfQhrungsform umfaBt einen ersten 
Schritts des wechselweisen Laminierens einer Vielzahl 
von Materialien hoher elektrischer Leitfahigkeit und ei- 
ner Vielzahl von Harzplatten und Verklebens der Mate- 

io rialien und der Metallplatten miteinander und des Ver- 
klebens und Befestigens des laminierten Materials an 
einer Bearbeitungsbasis, einen zweiten Schritt des Aus- 
bildens eines Nutbereichs zur Ausbildung eines spezifi- 
schen Schaltungsmusters in dem laminierten, in dem er- 

15 sten Schritt ausgebildeten Material, einen dritten Schritt 
des EinfQllens des Isolierharzes in den in dem zweiten 
Schritt ausgebildeten Nutbereich und einen vierten 
Schritt des Abtrennens einer Harzplatte mit einer Fla- 
che im wesentlichen rechtwinklig zu der Tiefenrichtung 

20 des Nutbereichs in dem mittels jedes der vorstehend 
beschriebenen Schritte ausgebildeten, laminierten Ma- 
terial und an einer Steile, an der das in den Nutbereich 
eingefQllte Isolierharz geschnitten wird, so daB ein Teil 
von dessen Harz bearbeitet wird, und aus diesem Grund 

25 ist die Bearbeitbarkeit groB und der Anteil des Harzes 
kann leicht abgetrennt werden. 

Ein Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers fQr eine 
Verdrahtungsanordnung gemaB einer weiteren erfin- 
dungsgemaBen AusfQhrungsform umfaBt einen ersten 

30 Schritt des wechselweisen Laminierens einer Vielzahl 
von Materialien hoher elektrischer Leitfahigkeit und ei- 
ner Vielzahl von leicht bearbeitbaren Metallplatten und 
Verklebens der Materialien und der Harzplatten mitein- 
ander und des Verklebens oder Befestigens des lami- 

35 nierten Materials an einer Bearbeitungsbasis, einen 
zweiten Schritt des Ausbildens eines Nutbereichs zur 
Ausbildung eines spezifischen Schaltungsmusters in 
dem in dem ersten Schritt ausgebildeten, laminierten 
Material, einen dritten Schritt des EinfQllens des Isolier- 

40 harzes in den in dem zweiten Schritt ausgebildeten Nut- 
bereich und einen vierten Schritt des Abtrennens der 
leicht bearbeitbaren Metallplatten mit einer Flache im 
wesentlichen rechtwinklig zu der Tiefenrichtung des 
Nutbereichs in dem laminierten Material, das mittels 

45 jedes der vorstehend beschriebenen Schritte ausgebil- 
det wurde, und an einer Steile, an der das in den Nutbe- 
reich eingefQllte Isolierharz geschnitten wird, so daB der 
Kdrper fur eine Verdrahtungsanordnung leicht durch 
Bearbeitung eines in einer Schichtform ausgebildeten, in 

so hohem MaB bearbeitbaren Bereichs getrennt werden 
kann. 

Ein Verfahren zur Herstellung eines Korpers fur eine 
Verdrahtungsanordnung gemaB einer weiteren erfin- 
dungsgemaBen Anordnung umfaBt einen ersten Schritt 

55 des Laminierens und Verklebens einer Vielzahl von Ma- 
terialien hoher elektrischer Leitfahigkeit der gleichen 
Art oderunterschiedlicher Arten miteinander und des 
Klebens oder Befestigens des laminierten Materials an 
einer Bearbeitungsbasis, einen zweiten Schritt des Aus- 

eo bildens eines Nutbereichs zur Ausbildung eines spezifi- 
schen Schaltungsmusters in dem in dem ersten Schritt 
ausgebildeten, laminierten Material, einen dritten 
Schritt des Abtrennens der oberen Schicht der in dem 
zweiten Schritt ausgebildeten, laminierten Materialien 

65 und des Anklebens oder Befestigens der oberen Schicht 
an einer weiteren Bearbeitungsbasis, einen vierten 
Schritt des EinfQllens des Isolierharzes in den Nutbe- 
reich in dem in dem dritten Schritt abgetrennten lami- 
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nierten Material und dann des Abtrennens der weiteren 
Bearbeitungsbasis und einen fQnften Schritt des mehr- 
maligen Wiederholens einer Reihe von Schritten von 
dem dritten Schritt an, so daB das Abtrennen des Kee- 
pers fflr eine Verdrahtungsanordnung extrem leichter 
wird. 

Ein Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers fur eine 
Verdrahtungsanordnung gemaB einer weiteren erfin- 
dungsgemaBen Ausfflhrungsform umfaBt einen ersten 
Schritt des Versehens von Leiterplatten auf beiden Sei- 
ten mit einem Isoliermaterial und des Verklebens eines 
doppelseitigen Substrats mit den Leiterflachen auf bei- 
den Fiachen, die miteinander ilber ein Durchgangsloch 
zu der Bearbeitungsbasis elektrisch verbunden sind, ei- 
nen zweiten Schritt des Ausbildens eines Nutbereichs 
zur Ausbildung eines spezifischen Schaltungsmusters in 
dem doppelseitigen Substrat, das mit der Bearbeitungs- 
basis in dem ersten Schritt verbunden worden ist, einen 
dritten Schritt des Einfiillens des Isolierharzes in den in 
dem zweiten Schritt ausgebildeten Nutbereich und ei- 
nen vierten Schritt des Abtrennens des doppelseitigen 
Substrats, das mittels jedes der vorstehend beschriebe- 
nen Schritte ausgebildet worden ist, von der Bearbei- 
tungsbasis, so daB ein dickes Leitersubstrat mit einer 
groBeren Bestandigkeit gegen einen Warmezyklus aus- 
gebildet werden kann. 

Ein Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers fflr eine 
Verdrahtungsanordnung gemafi einer weiteren erfin- 
dungsgemafien Ausfflhrungsform umfaBt einen ersten 
Schritt des Versehens von Leiterplatten auf beiden Fia- 
chen mit-einem Isoliermaterial und des Verklebens ei- 
ner Vielzahl von doppelseitigen Substraten mit den Lei- 
terplatten auf beiden Seiten, die miteinander flber ein 
Durchgangsloch elektrisch verbunden sind, einen zwei- 
ten Schritt des Verklebens des in dem ersten Schritt 
ausgebildeten, laminierten Materials mit einer Bearbei- 
tungsbasis, einen dritten Schritt des Ausbildens eines 
Nutbereichs zur Ausbildung eines spezifischen Schal- 
tungsmusters in den in dem zweiten Schritt an der Bear- 
beitungsbasis angeklebten, doppelseitigen Substraten, 
einen vierten Schritt des Einfflllens des Isolierharzes in 
den in dem dritten Schritt ausgebildeten Nutbereich und 
einen fflnften Schritt des Abtrennens des mittels jedes 
der Schritte ausgebildeten, laminierten Materials von 
der Bearbeitungsbasis, so daB ein Leiter dicker gemacht 
werden kann, ein starker Strom daran angelegt werden 
kann und gleichzeitig ein dickes Leitersubstrat mit einer 
besseren Warmezyklusbestandigkeit ausgebildet wer- 
den kann. 

Ein Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers fflr eine 
Verdrahtungsanordnung gemaB einer weiteren erfin- 
dungsgemaBen AusfOhrungsform umfaBt einen ersten 
Schritt des elektrischen Verbindens und des gleichzeiti- 
gen mechanischen Verbindens eines doppelseitigen 
Substrats mit Leiterplatten, die auf beiden Fiachen eines 
Isoliermaterials vorgesehen sind, wobei die Leiterplat- 
ten an beiden Fiachen miteinander flber ein Durch- 
gangsloch elektrisch verbunden sind und die dicken Ma- 
terialmen hoher elektrischer Leitfahigkeit miteinander 
verbunden sind, einen zweiten Schritt des Verklebens 
des in dem ersten Schritt ausgebildeten laminierten Ma- 
terials mit einer Bearbeitungsbasis, einen dritten Schritt 
des Ausbildens eines Nutbereichs zur Ausbildung eines 
spezifischen Schaltungsmusters in den laminierten Ma- 
terialien, die mit den doppelseitigen Substraten ausge- 
bildet sind, die an der Bearbeitungsbasis in dem zweiten 
Schritt verklebt worden sind und den dicken Materia- 
lien hoher elektrischer Leitfahigkeit, einen vierten 



Schritt des Einfflllens des Isolierharzes in den in dem 
dritten Schritt ausgebildeten Nutbereich und einen fflnf- 
ten Schritt des Abtrennens des mittels jedes der Schritte 
ausgebildeten, laminierten Materials von der Bearbei- 
5 tungsbasis, so daB der Leiter dicker gemacht werden 
kann, ein starker Strom daran angelegt werden kann 
und gleichzeitig ein dickes Leitersubstrat mit gr6Berer 
Bestandigkeit gegen einen Warmezyklus ausgebildet 
werden kann. 

10 Bei einem Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers 
fflr eine Verdrahtungsanordnung gemaB einer weiteren 
erfindungsgemafien Ausfflhrungsform wird die Bearbei- 
tungsbasis aus einem Harz mit einer geringen Haftung 
an dem in den Nutbereich eingeftillte Isolierharz herge- 

15 stellt, so daB die Bearbeitungsbasis und der Kdrper fflr 
eine Verdrahtungsanordnung leicht voneinander abge- 
trennt werden kdnnen. 

Bei einem Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers 
fflr eine Verdrahtungsanordnung gemaB einer weiteren 

20 erfindungsgemafien Ausfflhrungsform wird die Bearbei- 
tungsbasis aus einem Harz auf der Basis von Polyolefin, 
einem Harz auf der Basis von Silicon oder einem Harz 
auf der Basis von Fluor hergestellt, so daB die Bearbei- 
tungsbasis und der Kdrper fflr eine Verdrahtungsanord- 

25 nung leicht voneinander abgetrennt werden k6nnen. 
Bei einem Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers 
fflr eine Verdrahtungsanordnung gemaB einer weiteren 
erfindungsgemafien Ausfflhrungsform wird eine Fiache 
der Bearbeitungsbasis mit einem Entformungsmittel be- 

30 handelt, so daB die Haftkraft zwischen einem Material 
fflr die Bearbeitungsbasis und Epoxyharz kleiner ge- 
macht werden kann. 

Bei einem Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers 
fflr eine Verdrahtungsanordnung gemaB einer weiteren 

35 erfindungsgemafien Ausfflhrungsform wird ein Kleber 
mit einer ausgezeichneten Haftkraft bei etwa Raum- 
temperatur und einer geringeren Haftkraft bei Erhitzen 
verwendet, urn die Materialien hoher elektrischer Leit- 
fahigkeit mit der Bearbeitungsbasis zu verkleben, so daB 

40 der Kdrper fflr eine Verdrahtungsanordnung leicht von 
der Bearbeitungsbasis abgetrennt werden kana 

Bei einem Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers 
fflr eine Verdrahtungsanordnung gemaB einer weiteren 
erfindungsgemafien Ausfflhrungsform ist der Kleber ein 

45 Kleber auf der Basis von Epoxy oder ein Kleber auf der 
Basis von Silicon, so daB die Haftkraft mit Bezug auf 
Epoxyharz betrachtlich niedriger wird, was es ermdg- 
licht, die Bearbeitungsbasis und den Kdrper fflr eine 
Verdrahtungsanordnung leicht voneinander zu trennen. 

50 Bei einem Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers 
fflr eine Verdrahtungsanordnung gemaB einer weiteren 
erfindungsgemaBen Ausfflhrungsform ist der Kleber ein 
Schaumkleber, so daB der Kdrper fflr eine Verdrah- 
tungsanordnung leicht von der Bearbeitungsbasis durch 

55 Erhitzen abgetrennt werden kann. 

Bei einem Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers 
fflr eine Verdrahtungsanordnung gemaB einer weiteren 
erfindungsgemafien Ausfflhrungsform ist das Material 
hoher elektrischer Leitfahigkeit ein magnetisches Mate- 

60 rial oder ein flberzogenes Material mit einem magne- 
tischen Material oder ein Material, das aus unterschied- 
lichen Arten von Materialien hoher elektrischer Leitfa- 
higkeit besteht und ein magnetisches Material umfaBt, 
und ein Magnetismus wird beim Abtrennen der Mate- 

65 rialien hoher elektrischer Leitfahigkeit verwendet, bei 
denen ein Nutbereich zur Ausbildung eines Schaltungs- 
musters aus der Bearbeitungsbasis oder einem anderen 
Material hoher elektrischer Leitfahigkeit ausgebildet 
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ist, in dem ein Nutbereich ausgebildet ist, so daB der reichs zwischen den Leitern durch Umwandeln einer 
Schritt des Abtrennens leichter wird. Ein iiberzogenes Potentialdifferenz zwischen dem Leitermuster und dem 
Dreischichtenmaterial wird auch als Material hoher angrenzenden Leitermuster zu einem Isolierbereich 
elektrischer Leitf ahigkeit verwendet, was es ermdglicht, zwischen dem Leitermuster und dem angrenzenden Lei- 
die Qualitat des Materials auszuwahlen. 5 termuster, einen siebten Schritt des Einstellens eines 

Bei einem Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers AuBendurchmessers eines spanabhebenden Werkzeugs, 

ftir eine Verdrahtungsanordnung gemaB einer weiteren der dem Isolierbereich entspricht, einen achten Schritt 

erfindungsgem&Ben AusfUhrungsform wird, in einem des Berechnens eines Nutbearbeitungswegs gemaB dem 

Fall, in dem das Isolierharz in den Nutbereich eingefQllt AuBendurchmesser des spanabhebenden Werkzeugs, 

wird, eine gewtinschte Komponente gleichzeitig in den io einen neunten Schritt des Speicherns des berechneten 

Nutbereich oder in einen Bereich urn den Nutbereich Nutbearbeitungswegs und einen zehnten Schritt des 

herum eingebettet, in den das Harz gegossen wird, so Einstellens eines HarzgieBwegs in Abhangigkeit von 

daBdieBefestigungsteiledernachstenSchrittenwegge- dem gespeicherten Nutbearbeitungsweg, so daB das 

lassen werden kdnnen. Eingeben von Koordinatenwerten fur eine GieBstellung 

Bei einem Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers 15 eines Spitzenbereichs eines Abgabegerats zum GieBen 

fflr eine Verdrahtungsanordnung gemaB einer weiteren von Harz weggelassen werden kann, was es ermdglicht 

erfindungsgemaBen AusfUhrungsform wird eine Nut bei einem HarzgieBverfahren Effizienz zu erzielen. 

mit einem spanabhebenden Werkzeug mit einem Bei einer Leiterpiatte, bei der der Kdrper ftir eine 

Durchmesser gleich dem Isolierbereich in dem Material Verdrahtungsanordnung gemaB einer weiteren erfin- 

hoher elektrischer Leitfahigkeit ausgebildet, so daB eine 20 dungsgemaBen AusfOhrungsform verwendet wird, ist 

Arbeitsersparnis und Effizienz bei der Ausbildung einer bzw. sind ein oder eine Vieizahl von Schaitungsmuster- 

Nut erzielt werden kdnnen. AuBerdem kdnnen die fiir ieiter(n), der bzw. die jeweils zu einer vorbestimmten 

die Ausbildung einer Nut erforderlichen Schritte verrin- Form ausgebildet ist bzw. sind und mechanisch mitein- 

gert werden. ander mittels Isolierharz verbunden ist bzw. sind, vorge- 

Ein Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers fQr eine 25 sehen, und sind die Schaltungsmuster an zwei Flachen 
Verdrahtungsanordnung gemaB einer weiteren erfin- ausgebildet, wobei der Kdrper fur eine Verdrahtungs- 
dungsgemaBen Ausfuhrungsform umfaBt einen ersten anordnung mit einer Vieizahl von Schaltungsmustern, 
Schritt des Spezifizierens von Koordinatenwerten fOr die dort miteinander integriert sind, elektrisch mit einer 
die Mittellinie eines Leitermusters, einen zweiten gedruckten Leiterpiatte verbunden ist oder elektrisch 
Schritt des Spezifizierens von Koordinatenwerten filr 30 mit dieser verbunden und mechanisch daran befestigt 
den Anfangspunkt und den Endpunkt an der Mittellinie ist, so daB die Abmessungsgenauigkeit bei der Ausbil- 
des Leitermusters, einen dritten Schritt des Spezifizie- dung von Mustern verbessert ist und auch ein Abschnitt 
rens von Koordinatenwerten fur die Mittellinie des an- fur einen starken Strom an dem ausgebildeten Kdrper 
grenzenden Leitermusters, einen vierten Schritt des fQr eine Verdrahtungsanordnung angebracht wird, in 
Spezifizierens von Koordinatenwerten fiir den An- 35 dem die Genauigkeit des dicken Materials hoher elektri- 
fangspunkt und den Endpunkt an der Mittellinie des scher Leitfahigkeit verbessert wird, und eine Hochpra- 
angrenzenden Leitermusters, einen funften Schritt des zisions-Leiterplatte fiir ein feines Muster wie auch ein 
Spezifizierens einer Potentialdifferenz zwischen einem Muster fiir einen starken Strom durch gegenseitiges 
Leitermuster und dem angrenzenden Leitermuster, ei- elektrisches Verbinden ausgebildet werden kann. 
nen sechsten Schritt des Einstellens eines Isolierbe- 40 Bei einer Leiterpiatte, bei der der Kdrper fur eine 
reichs zwischen den Leitern durch Umwandeln einer Verdrahtungsanordnung gemaB einer weiteren erfin- 
Potentiaidifferenz zwischen dem Leitermuster und dem dungsgemaBen AusfUhrungsform verwendet wird, wird 
angrenzenden Leitermuster zu einem Isolierbereich ein vorbestimmtes Schaltungsmuster durch Ausbilden 
zwischen den Leitern, einen siebten Schritt des Einstel- eines Nutbereichs in einer Vieizahl von Materialmen no- 
lens des AuBendurchmessers eines spanabhebenden 45 her elektrischer Leitfahigkeit ausgebildet, dnd die Ma- 
Werkzeugs, der dem Isolierbereich entspricht, einen terialien hoher elektrischer Leitfahigkeit in einer ebe- 
achten Schritt des Berechnens eines Nutbearbeitungs- nen Form vorgesehen, wird das Isolierharz in den mit 
wegs gemaB dem AuBendurchmesser des spanabheben- den Materialien hoher elektrischer Leitfahigkeit ausge- 
den Werkzeugs und einen neunten Schritt des Spei- bildeten Nutbereich eingefQllt und ist der Kdrper fQr 
cherns des berechneten Nutbearbeitungswegs, so daB 50 eine Verdrahtungsanordnung mit der Vieizahl von Ma- 
ein gewUnschtes Schaltungsmuster wirksam erhalten terialien hoher elektrischer Leitfahigkeit, die miteinan- 
werdenkana der integriert sind, mit einer gedruckten Leiterpiatte 

Ein Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers fQr eine elektrisch verbunden oder mit dieser elektrisch verbun- 

Verdrahtungsanordnung gemaB einer weiteren erfin- den und an dieser mechanisch befestigt, so daB em Be- 

dungsgemaBen AusfUhrungsform umfaBt einen ersten 55 reich der Materialien hoher elektrischer Leitfahigkeit 

Schritt des Spezifizierens von Koordinatenwerten fiir von dem AuBenumfang des Kdrpers fUr eine Verdrah- 

die Mittellinie eines Leitermusters, einen zweiten tungsanordnung vorsteht, so daB ein Bereich, an dem 

Schritt des Spezifizierens von Koordinatenwerten ftir der Kdrper fQr eine Verdrahtungsanordnung und eine 

den Anfangspunkt und den Endpunkt an der Mittellinie Leiterpiatte angebracht werden kdnnen, vergrdBert ist 

des Leitermusters, einen dritten Schritt des Spezifizie- 60 und auch die Anzahl der erforderlichen Teile verringert 

rens von Koordinatenwerten fQr die Mittellinie des an- werden kann. 

grenzenden Leitermusters, einen vierten Schritt des Bei einer Leiterpiatte, bei der der Kdrper ftir eine 

Spezifizierens von Koordinatenwerten fQr den An- Verdrahtungsanordnung gemaB einer weiteren erfin- 

fangspunkt und den Endpunkt an der Mittellinie des dungsgemaBen AusfQhrungsform verwendet wird, ist 

angrenzenden Leitermusters, einen fQnften Schritt des 65 ein unbestQckter Chip direkt mit einem Leiterabschnitt 

Spezifizierens einer Potentialdifferenz zwischen dem des Kdrpers fQr eine Verdrahtungsanordnung verbun- 

Leitermuster und dem angrenzenden Leitermuster, ei- den, so daB ein Hitzeverteiier in einem Bereich, in dem 

nen sechsten Schritt des Einstellens eines Isolierbe- der unbesttickte Chip in dem Bereich fQr den starken 
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Strom eingebaut ist, nicht erforderlich ist und die An- 
zahl derTeile verringert werden kann. 

Bei einer Leiterplatte, bei der der Kdrper fUr eine 
Verdrahtungsanordnung gemaB einer weiteren erfin- 
dungsgemaBen AusfUhrungsform verwendet wird, ist 
ein Bereich des gesamten Abschnitts oder der gesamte 
Abschnitt des K6rpers fUr eine Verdrahtungsanordnung 
gegossen, so daB das Verwerfen der Platte verringert 
wtrd, da ihr aufgrund des gegossenen Materials Steifig- 
keit verliehen wird, was es ermdglicht, einen sehr zuver- 
lassigen Kdrper ftir eine Verdrahtungsanordnung sowie 
eine sehr zuverlassige Leiterplatte auszubilden. 

Weitere Aufgaben und Merkmaie dieser Erfindung 
sind aus der nachfolgenden Beschreibung ersichtlich, die 
auf die beigefUgten Zeichnungen Bezug nimmt; in die- 
sen zeigen 

Fig. 1 A eine Draufsicht auf einen erfindungsgemaBen 
Kdrper ftir eine Verdrahtungsanordnung; 

Fig. IB einen Schnitt durch den in Fig. 1 dargestellten 
Kdrper filr eine Verdrahtungsanordnung entlang der 
Linie A- A'; 

Fig. 1C einen Schnitt durch den in Fig. 1A dargestell- 
ten Kdrper filr eine Verdrahtungsanordnung entlang 
der Linie B-B'; 

Fig. 2 einen Schnitt durch den in Fig. 1 dargestellten 
Kdrper fur eine Verdrahtungsanordnung; 

Fig. 3 einen Erlauterungszwecken dienenden Schnitt 
durch ein Beispiel, bei dem der Kdrper far eine Verdrah- 
tungsanordnung an einer Basis befestigt ist, nachdem 
der erfindungsgemaBe Kdrper hergestellt worden ist; 

Fig. 4 einen Erlauterungszwecken dienenden Schnitt 
durch ein Beispiel, bei dem eine Flache des Kdrpers fur 
eine Verdrahtungsanordnung einem Beschichten unter- 
zogen worden ist, nachdem der erfindungsgemaBe Kdr- 
per hergestellt worden ist; 

Fig. 5A bis 5E simulierte Herstellungsverfahrensdia- 
gramme unter Darstellung der Schritte der Herstellung 
des erfindungsgemaBen Kdrpers fUr eine Verdrahtungs- 
anordnung; 

Fig. 6A bis 6E simulierte Herstellungsverfahrensdia- 
gramme unter Darstellung der Schritte der Herstellung 
des erfindungsgemaBen Kdrpers filr eine Verdrahtungs- 
anordnung; 

Fig. 7A bis 7E simulierte Herstellungsverfahrensdia- 
gramme unter Darstellung der Schritte der Herstellung 
des erfindungsgemaBen Kdrpers fur eine Verdrahtungs- 
anordnung; 

Fig. 8A bis 8D simulierte Herstellungsverfahrensdia- 
gramme unter Darstellung der Schritte der Herstellung 
des erfindungsgemaBen Kdrpers fur eine Verdrahtungs- 
anordnung; 

Fig. 9A bis 9D simulierte Herstellungsverfahrensdia- 
gramme unter Darstellung der Schritte der Herstellung 
des erfindungsgemaBen Kdrpers fur eine Verdrahtungs- 
anordnung; 

Fig. 10A bis 10D simulierte Herstellungsverfahrens- 
diagramme unter Darstellung der Schritte der Herstel- 
lung des erfindungsgemaBen Kdrpers fur eine Verdrah- 
tungsanordnung; 

Fig. 1 1 eine Erlauterungszwecken dienende Ansicht 
unter Darstellung der erfindungsgemaBen Konfigura- 
tion der Materialien hoher elektrischer Leitfahigkeit; 

Fig. 12 eine Erlauterungszwecken dienende Ansicht 
unter Darstellung der erfindungsgemaBen Konfigura- 
tion der Materialien hoher elektrischer Leitfahigkeit 
und unter Darstellung eines Zustandes, bei dem die Ma- 
terialien hoher elektrischer Leitfahigkeit der in Fig. 11 
dargestellten Konfiguration laminiert und durch Verld- 



ten elektrisch miteinander verbunden sind; 

Fig. 13 eine Erlauterungszwecken dienende Ansicht 
unter Darstellung des erfindungsgemaBen Materials ho- 
her elektrischer Leitfahigkeit und der Konfiguration, 

5 mit der die Materialien hoher elektrischer Leitfahigkeit 
laminiert sind; 

Fig. 14 eine Erlauterungszwecken dienende, simulier- 
te Ansicht der Konfiguration, bei der das Material hoher 
elektrischer Leitfahigkeit an der Bearbeitungsbasis in 

io einem Fall befestigt ist, in dem der erfindungsgemaBe 
Kdrper filr eine Verdrahtungsanordnung hergestellt 
wird; 

Fig. 15 ein Diagramm unter Darstellung der Tempe- 
ratureigenschaften der Haftkraft eines Kleber; 
15 Fig. 16 eine Erlauterungszwecken dienende Ansicht 
unter Darstellung der erfindungsgemaBen Konfigura- 
tion der Materialien hoher elektrischer Leitfahigkeit; 

Fig. 17 eine Erlauterungszwecken dienende Ansicht 
gleich mit dem in Fig. 10 dargestellten ersten Schritt, bei 
20 dem die in Fig. 1 1 dargestellten Materialien hoher elek- 
trischer Leitfahigkeit verwendet werden; 

Fig. 18A eine Erlauterungszwecken dienende Ansicht 
unter Darstellung eines Beispiels des erfindungsgema- 
Ben Kdrpers ftir eine Verdrahtungsanordnung; 
25 Fig. 18B einen Schnitt unter Darstellung des in Fig. 
18A dargestellten Kdrper fur eine Verdrahtungsanord- 
nung entlang der Linie A- A'; 

Fig. 19 einen FlieBdiagramm unter Darstellung des 
Verfahrens zur Einstellung eines Bearbeitungswerk- 
30 zeugs und eines Bearbeitungswegs in einem Fall, bei 
dem ein erfindungsgemaBer Kdrper filr eine Verdrah- 
tungsanordnung hergestellt wird; 

Fig. 20 ein FlieBdiagramm unter Darstellung des Ver- 
fahrens zur Einstellung des HarzgieBwegs in einem Fall, 
35 in dem ein erfindungsgemaBer Kdrper fiir eine Verdrah- 
tungsanordnung hergestellt wird; 

Fig. 21 eine Erlauterungszwecken dienende Ansicht 
unter Darstellung eines Beispiels einer Leiterplattenan- 
ordnung, die mit der Leiterplatte elektrisch verbunden 
40 wird, nachdem der erfindungsgemaBe Kdrper fiir eine 
Verdrahtungsanordnung hergestellt worden ist; 

Fig. 22 eine Erlauterungszwecken dienende Ansicht 
unter Darstellung eines Beispiels einer Leiterplattenan- 
ordnung, die mit der Leiterplatte elektrisch verbunden 
45 wird, nachdem der erfindungsgemaBe Kdrper fQr eine 
Verdrahtungsanordnung hergestellt worden ist; 

Fig. 23 eine Erlauterungszwecken dienende Ansicht 
unter Darstellung eines Beispiels, bei dem Teile mit dem 
dicken Material hoher elektrischer Leitfahigkeit bei 
so dem erfindungsgemaBen Kdrper fUr eine Verdrahtungs- 
anordnung direkt und elektrisch verbunden sind, und 

Fig. 24A und 24B eine Erlauterungszwecken dienen- 
de Ansicht unter Darstellung eines Beispiels, bei dem 
der erfindungsgemaBe Kdrper fiir eine Verdrahtungs- 
55 anordnung gegossen ist, und einen entsprechenden 
Schnitt 

Es folgt unter Bezugnahme auf die zugehdrigen 
Zeichnungen eine detaillierte Beschreibung von Aus- 
fUhrungsformen eines erfindungsgemaBen Kdrpers fflr 

60 eine Verdrahtungsanordnung, eines Verfahrens zu des- 
sen Herstellung und einer Leiterplatte, bei der Kdrper 
filr eine Verdrahtungsanordnung verwendet wird. Zu- 
nachst folgt eine Beschreibung der AusfUhrungsform 1 
der vorliegenden Erfindung. Fig. 1 A ist eine Draufsicht 

65 unter Darstellung eines Kdrpers filr eine Verdrahtungs- 
anordnung entsprechend der AusfUhrungsform 1 der 
vorliegenden Erfindung. Fig. IB ist ein Schnitt unter 
Darstellung eines FaUes, bei dem der in Fig- 1A darge- 
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stellte Kdrper fflr eine Verdrahtungsanordnung entlang 
der Linie A- A' geschnitten ist und Fig. 1C ist ein Schnitt 
unter Darstellung eines Falles, in dem der in Fig, 1A 
dargestellte Kdrper fiir eine Verdrahtungsanordnung 1 
entlang der Linie B-B' geschnitten ist 

In Fig. 1 A bezeichnen die Bezugszeichen la, lb, lc, Id 
und le ein Kupfermaterial, das jeweils ein Material ho- 
her elektrischer Leitfahigkeit ist; und das Kupfermateri- 
al wird far den Schaltungsmusterleiter mit einer vorbe- 
stimmten Form verwendet Jedes der Kupfermaterialien 
la, lb, lc, Id und le wird zu einer fOr die Ausbildung 
eines Schaltungsmusters geeigneten Form als Leiter fur 
den Kdrper fUr eine Verdrahtungsanordnung 1 vorbear- 
beitet Bei der voriiegenden Ausfilhrungsform ist die 
Dicke der Kupfermaterialien la, lb, lc, Id und le ein- 
heitlich. Jedoch muQ die Dicke nicht immer einheitlich 
sein, und jeder Schaltungsmusterleiter kann eine andere 
Dicke aufweisen. 

Der Kdrper fur eine Verdrahtungsanordnung 1 wird 
hergestellt, indem die Schaltungsmusterleiter (die Kup- 
fermaterialien la, lb, lc, Id und le) jeweils an spezifi- 
schen Stellen vorgesehen werden, wobei Isolierharz 2 in 
einem Spalt zwischen dem Schaltungsmusterleiter und- 
einem anderen Schaltungsmusterleiter eingefullt oder 
an einem Bereich rund um den Spalt eingefiillt wird, und 
indem die Kupfermaterialien la, lb, lc, Id und le zum 
Anhaf ten und zu ihrer Integrierung gebracht werden, so 
daB zwei einander gegeniiberliegende Seitenfl&chen be- 
nachbarter Kupfermaterialien la, lb, lc, Id und le me- 
chanisch miteinander verbunden werden. 

Die vorliegende Erfindung setzt den Fall voraus, bei 
dem alle Spalten zwischen den Schaitungsmusterleitern 
vollstandig mit Isolierharz 2 geftillt sind, jedoch ist es 
nicht immer notwendig, das Isolierharz 2 in alle Spalten 
zwischen den Schaitungsmusterleitern einzufullen, und 
es ist erforderlich, daB zwei einander gegenQberliegen- 
de SeitenflSchen benachbarter Kupfermaterialien la, 
lb, lc, Id und le miteinander verklebt und integriert 
sind. 

Es gibt keine besondere Einschrankung hinsichtlich 
der Dicke des Schaltungsmusterleiters, namlich der Dik- 
ke des Kupfermaterials unter der Bedingung, daB sie 
ausreicht, eine Leiterschaltung zu bilden, jedoch steht 
die Aufnahmefahigkeit fiir einen Erregungsstrom in ei- 
ner Beziehung zum Querschnitt des Schaltungsmuster- 
leiters und beispielsweise in einem Fall, bei dem die 
Dicke im Bereich von 0,1 mm bis 5,0 mm Hegt und die 
Breite des Schaltungsmusterleiters 1 mm miBt, liegt der 
Querschnitt im Bereich von 0,5 mm 2 bis 5,0 mm 2 . Hier- 
bei kann unter der Voraussetzung, daB der Erregungs- 
strom im Bereich von 5A bis 15A je 1 mm 2 liegt, ein 
Strom im Bereich von 0.25A bis etwa 75A daran ange- 
legt werden. Wenn des weiteren die Breite des Schal- 
tungsmusterleiters breiter ausgebildet wird, kann ein im 
wesentlichen starker Strom von etwa 500A angelegt 
werden. 

Es gibt mehrere Einschrankungen hinsichtlich der Be- 
arbeitbarkeit des Schaltungsmusterleiters, jedoch kann 
das Schaltungsmuster zu einer gewunschten Form 
durch spanabhebende Bearbeitung, Pressen, Bearbei- 
tung im Wege einer elektrischen Entladung, Laserbear- 
beitung oder dergleichen ausgebildet werden, und es 
sind verschiedene Arten der elektrischen Verbindung 
mit Schaltungsteilen entsprechend der Form mdglich. 
Auch kann die obere Flache des Kdrpers fttr eine Ver- 
drahtungsanordnung 1 mit der unteren Flache dessel- 
ben elektrisch verbunden werden. 

Fig. 2' zeigt die Struktur eines anderen Querschnitts 
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des Kdrpers fOr eine Verdrahtungsanordnung 1 ent- 
sprechend Fig. IB oder Fig. 1C, und wie in Fig. 1A bis 
1C bezeichnen auch in Fig. 2 die Bezugszeichen lg bis 11 
einen Schaltungsmusterleiter mit einer besonderen 

5 Form, die aus einem Material hoher elektrischer Leitfa- 
higkeit besteht, und das Bezugszeichen 2 bezeichnet ein 
in einen Spalt zwischen den Leitern eingeftilltes Isolier- 
harz. Die Form des Querschnitts jedes Schaltungsmu- 
sters lg bis 11 kann uneinheitlich sein, wie beispielsweise 

io in der Fig. dargestellt ist, die an den beiden einander 
gegeniiberliegenden Seitenfiachen auftretende Form 
kann unterschiedlich sein. Auch ist die Form des Quer- 
schnitts jedes Schaltungsmusterleiters nicht immer auf 
die in Fig, 2 dargestellte Form beschrankt, und entspre- 

15 chend den Schaltungsteilen, die darmit elektrisch zu ver- 
binden sind, ist jede Form unter der Bedingung zulassig, 
daB sie an einer Seitenflache des Leiters angeklebt wer- 
den kann. 

Bei der voriiegenden Erfindung wird der vorstehend 

20 beschriebene Aufbau verwendet, so daB die Genauig- 
keit des Schaltungsmusters groB ist, ein Steuerstrom 
sowie ein starker Strom daran angelegt werden kdnnen 
und der Einbau mit einer kleinen Anzahl von Teilen 
durchgefiihrt werden kann. Es ist auch zur Ausbildung 

25 eines gewunschten Schaltungsmusters mdglich, jeden 
einzelnen Schaltungsleiter zu isolieren und ihn zu inte- 
grieren und auch die obere Flache des Kdrpers fur eine 
Verdrahtungsanordnung mit der unteren Flache dessel- 
ben leicht elektrisch zu verbinden. 

30 Als nSchstes folgt eine Beschreibung der erfindungs- 
gemaBen AusfGhrungsform 2. Fig. 3 ist eine Erlaute- 
rungszwecken dienende Ansicht unter Darstellung des 
Zustandes, bei dem ein Kdrper fiir eine Verdrahtungs- 
anordnung 41 entsprechend dem bei jeder der nachfol- 

35 genden Ausfiihrungsformen beschriebenen Herstel- 
lungsverfahren hergestellt und dann an einer Basis befe- 
stigt worden ist, in dieser Figur bezeichnet das Bezugs- 
zeichen 40 eine Befestigungsbasis mit einer Isolierplatte. 
Die Befestigungsbasis 40 ist zuvor an dem Kdrper fiir 

40 eine Verdrahtungsanordnung 41 unter Verwendung ei- 
nes Klebers 42 angeklebt oder mechanisch befestigt 
worden. Es ist zu beachten, daB, obgleich der Fall, daB 
die Befestigungsbasis 40 als an dem Kdrper fUr eine 
Verdrahtungsanordnung 41 bei dem in Fig. 3 dargestell- 

45 ten Beispiel angeklebt dargestellt worden ist, Isolierharz 
an der Befestigungsbasis 40 vorgesehen werden kana 
Obgleich der Fall, in dem die Befestigungsbasis 40 eine 
Isolierplatte umfaBt, bei dem in Kg. 3 dargestellten Bei- 
spiel dargestellt worden ist, kann auch eine mit einem 

so Schaltungsmuster ausgebildete Leiterplatte mit dem 
Kdrper fiir eine Verdrahtungsanordnung 41 elektrisch 
verbunden und an diesen angeklebt angeklebt oder me- 
chanisch befestigt werden. 
Bei der voriiegenden Erfindung kann die Steifigkeit 

55 des Kdrpers fiir eine Verdrahtungsanordnung 41 durch 
Verbinden der Befestigungsbasis 40 mit diesem ver- 
starkt werden, und eine Flache des Kdrpers fflr eine 
Verdrahtungsanordnung 41 kann auch unter Verwen- 
dung der Befestigungsbasis mit einer Isolierfahigkeit 

60 isoliert werden, so daB der Kdrper far eine Verdrah- 
tungsanordnung 41 mit einer leitfaMiigen, warmeabge- 
benden Rippe oder dergleichen in Bertihrung gebracht 
und an dieser befestigt werden kann. 
Als nachstes folgt eine Beschreibung der erfindungs- 

65 gemaBen Ausftthrungsform 3. Fig. 4 ist ein Eriaute- 
rungszwecken dienender Schnitt unter Darstellung ei- 
nes Zustandes, bei dem der Kdrper fOr eine Verdrah- 
tungsanordnung 41 entsprechend jedem der nachste- 
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hend beschriebenen Herstellungsverfahren hergestellt Kdrper fQr eine Verdrahtungsanordnung gemaB Dar- 

worden ist und dann ein Oberzug an einer Flache des stellung in Fig. 5E kann erhalten werden. 

Kdrpers fur eine Verdrahtungsanordnung 41 ange- Es ist zu beachten, dafl, obgleich die Beschreibung der 

bracht worden ist, in dieser Figur bezeichnet das Be- Ausfuhrungsform das Frasens als Bearbeitung fur die 

zugszeichen 43 ein OberzugsmitteL Wenn der Unter- 5 Ausbildung einer Nut voraussetzt, die Bearbeitung je- 

schied zwischen der Hdhe des Schaltungsmusterleiter- doch nicht auf das Frasen beschrankt ist und die glei- 

abschnitts 41b und derjenigen eines Isoliermaterials et- chen Wirkungen wie die obenbeschriebenen selbst dann 

wa 0,1 mm betr&gt oder groBer ist, ist es im allgemeinen erzieit werden kdnnen, wenn irgendwelche anderen Be- 

schwierig, ein Beschichten durchzufuhren, bei dieser arbeitungsverfahren wie eine elektrische Entladungsbe- 

AusfQhrungsform ist jedoch Isolierharz 41a in einen 10 arbeitung oder eine Laserbearbeitung oder dergleichen 

Spalt zwischen den Leitern 41b eingefullt, und durch angewandt werden. 

Einstellen der Fullhdhe derart, daB sie mit der Flache Bei der vorliegenden Ausfuhrungsform wird eine Nut 

des Leiters 41b fluchtet, ist das Aufbringen eines Ober- durch Frasen des Kupfermaterials 1, das ein dickes Ma- 
zugsmittels ziemlich einfach. Es ist zu beachten, daB der terial hoher elektrischer Leitfahigkeit ist, ausgebildet, so 

Bereich fQr einen Oberzug nicht notwendigerweise auf 15 daB es keine Auswirkungen infolge eines Seitenatzens 

eine Rache beschrankt ist und ein Oberziehen an den wie in dem Fall gibt, bei dem ein Muster durch Atzen 

erforderlichen Bereichen beider Rachen durchgefQhrt des Kupfermaterials 1 an den Schaltungsmustern ausge- 

werdenkana bildet wird, und die Abmessungsgenauigkeit bei der 

Bei der vorliegenden Erfindung kann die Isolierfahig- Ausbildung von Schaltungsmustern wird genauer, und 

keit des Kdrpers fur eine Verdrahtungsanordnung 41 20 cine darin befindliche Nut kann leicht ausgebildet wer- 

durch Aufbringen eines Oberzugsmittels 43 verstarkt den, was es mdglich macht, ein gewQnschtes Schaltungs- 

werden, und der Verbindungsbereich kann auch durch muster auszubilden. 

Verldten gesteuert werden, und des weiteren kann die Auch wird Epoxyharz 91 in den Nutbereich 90, der im 

Feuchtigkeitsbestandigkeit verbessert werden. Kupfermaterial 1 ausgebildet ist, gegossen, und das 

Als nachstes folgt eine Beschreibung der Ausfuh- 25 Kupfermaterial mit der darin wie oben beschrieben aus- 

rungsform 4. Fig. 5A bis Fig. 5E sind Ansichten, die je- gebildeten Nut wird mit einer Flache rechtwinklig zu 

weils einen Verfahrensablauf eines Herstellungsverfah- der Tiefenrichtung des Nutbereichs 90 geschnitten, so 

rens fur den K6rper fQr eine Verdrahtungsanordnung daB mit Nuten ausgebildete Schaltungsmuster in einem 

der AusfQhrungsform 4 zeigen. Eine detaillierte Be- derart stabilen Zustand miteinander integriert werden 

schreibung desselben folgt jetzt unter Bezugnahme auf 30 kdnnen, daB die Schaltungsmuster nicht ohne dabei be- 

die zugehdrigen Zeichnungen. wirkte Lageverschiebung auseinandergezogen werden 

kdnnen und ein von den umfangsseitigen Leitern durch 

(l)Vorbereitungsschritt Ausbildung von Nuten getrenntes Leitermuster als ein 

Schaltungsmuster isoliert werden kann und gleichzeitig 

GemaB Darstellung in Fig. 5A wird in einem Vorbe- 35 alle Leitermuster miteinander durch gegenseitiges Ver- 

reitungsschritt zunachst ein Kupfermaterial 1 (Dicke: 20 kleben integriert werden kdnnen, was es mdglich macht, 

mm, Lange: 100 mm, Breite: 80 mm), das ein Material einen K6rper fQr eine Verdrahtungsanordnung zu er- 

hoher elektrischer Leitfahigkeit ist, das zur Ausbildung halten, an dem ein starker Strom angelegt werden kann. 

eines Schaltungsmusterleiters verwendet wird, vorbe- Als nachstes folgt eine Beschreibung der Ausfiih- 

reitet und in einer Frasmaschine (hier nicht dargestellt) 40 rungsform 5. Fig. 6A bis Fig. 6E sind Ansichten je weils 

einsetzt. unter Darstellung des Verfahrensablaufs bei einem Ver- 

fahren zur Herstellung eines Kdrpers fQr eine Verdrah- 

(2) Erster Schritt tungsanordnung entsprechend der Ausfuhrungsform 5. 

Es folgt jetzt eine detaillierte Beschreibung unter Be- 

GemaB Darstellung in Fig. 5B wird als erster Schritt 45 zugnahme auf die zugehdrigen Zeichnungen. 
beispielsweise ein Nutbereich 90 (Tiefe: 2,0 mm) in dem 

Kupfermaterial 1 als Kupfermaterial mit einer darin (1) Erster Schritt 
ausgebildeten Nut mit einem Schaftfraser (hier nicht 

dargestellt, Bearbeitungsdurchmesser: 1,0 mm) ausge- GemaB Darstellung in Fig. 6 A wird zunachst als er- 

bildet. 50 ster Schritt ein Kupfermaterial 1 (Dicke: 0,5 mm, Lange: 

100 mm, Breite: 80 mm), das ein Material hoher elektri- 

(3) Zweiter Schritt scher Leitfahigkeit ist, das zur Ausbildung eines Schai- 

tungsmusters verwendet wird, an einer Bearbeitungsba- 
GemaB Darstellung in Fig. 5C wird als zweiter Schritt sis 4 aus Aluminium (A5052, Dicke: 20 mm, Lange: 
Epoxyharz 91 (YZ3727/YH3724, hergestellt von Ryo- 55 100 mm, Breite: 80 mm) unter Verwendung eines Kle- 
den Kasei), das sich bei Raumtemperatur in der FlQs- bers 3 befestigt Bei dieser Ausfuhrungsform wird ein 
sigphase befindet, in einen Teil des Nutbereichs 90 ge- doppelseitiges Klebematerial (Nr. 1650 hergestellt von 
gossen und zum Ausharten wahrend zwei Stunden bei Three Bonds) als Kleber 3 verwendet 
einer Temperatur von 140° C erhitzt, um ein Kupferma- 
terial auszubilden, dessen Nut mit Harz gefQllt ist &o (2) Zweiter Schritt 

(4) Dritter Schritt GemaB Darstellung in Fig. 6B wird als zweiter Schritt 

das Kupfermaterial 1, das an der Bearbeitungsbasis 4 

GemaB Darstellung in Fig. 5D wird das Kupfermate- befestigt ist, in eine Frasmaschine eingesetzt, und ein 

rial mit der mit Harz gefQIlten Nut an einer Stelle in 65 Nutbereich 90 (Tiefe: 0,7 mm) mit der in der Figur dar- 

einem Abstand von 1,0 mm von der Bearbeitungsrand- gestellten Querschnittsform als Kupfermaterial mit ei- 

fiache entfernt mit einer Flache rechtwinklig zu der Tie- ner darin ausgebildeten Nut in dem Kupfermaterial 1 

fenrichtung des Nutbereichs 90 geschnitten, und der mit einem Schaftfraser (Bearbeitungsdurchmesser: 
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1,0 mm) wird ausgebildet 

(3) DritterSchritt 

GemaB Darstellung in Fig. 6C wird als dritter Schritt 
Epoxy-(VergieB-)-Harz 91 (YZ3727/YH3724, herge- 
stellt von Ryoden Kasei), das sich bei Raumtemperatur 
in der Fldssigphase befindet, in den darin ausgebildeten 
Nutbereich 90 gegossen und zum Ausharten wahrend 
zwei Stunden bei einer Temperatur von 140° C erhitzt 
Das sich in der Fliissigphase befindende Epoxyharz 93 
besitzt eine geringe Haftung, so daB das Epoxyharz 
leicht in den Nutbereich 90 gegossen werden kann; die 
Schaltungsmusterleiter werden durch das Erhitzen zum 
Ausharten befestigt, und die Leiter (die Kupfermateria- 
Iien 1) kflnnen gegeneinander isoliert und miteinander 
integriert werden. 

(4) Vierter Schritt 

GemaB Darstellung in Fig. 6D kann als vierter Schritt 
der in Fig. 6E dargestellte Kdrper far eine Verdrah- 
tungsanordnung durch Abtrennen des Kdrpers fur eine 
Verdrahtungsanordnung von der Bearbeitungsbasis 4 
fertiggestellt werden. 

Bei der vorliegenden AusfQhmngsform kdnnen Wir- 
kungen wie die oben bei der AusfGhrungsform 1 be- 
schriebenen erreicht werden, und gleichzeitig werden 
das Kupfermaterial 1 und die Bearbeitungsbasis 4 mit- 
tels des KJebers 3 miteinander verklebt, so daB die Ab- 
trennung zwischen der Bearbeitungsbasis 4 und dem 
Kdrper fQr eine Verdrahtungsanordnung im vierten 
Schritt leichter wird, was es mdglich macht, die Bear- 
beitbarkeit zu verbessern. 

Als nachstes folgt eine Beschreibung der AusfUh- 
rungsform 6. Fig. 7A bis 7E sind Ansichten jeweils unter 
Darstellung eines Verfahrensablaufs bei dem Verfahren 
zur Herstellung eines Korpers fur eine Verdrahtungsan- 
ordnung entsprechend der Ausfuhrungsform 6. Es folgt 
jetzt eine detaillierte Beschreibung unter Bezugnahme 
auf die zugehdrigen Zeichnungen. 

(1) Erster Schritt 

GemaB Darstellung in Fig. 7A werden zunachst als 
erster Schritt ein Kupfermaterial la (Dicke: 0,1 mm, 
Lange: 60 mm, Breite: 20 mm) sowie ein Kupfermaterial 
lb (Dicke: 0,1 mm, Lange: 25 mm, Breite: 80 mm), die 
Materialien hoher elektrischer Leitfahigkeit sind, zur 
Bildung eines Schaltungsmusters verklebt und an einer 
Bearbeitungsbasis 4 aus Aluminium mit einem Kleber 3 
befestigt 

Die Abmessungen der Bearbeitungsbasis 4 sind Dik- 
ke: 20 mm, Lange: 100 mm und Breite: 80 mm, und ein 
doppelseitiges Klebematerial (Nr. 1650, hergestellt von 
Three Bonds) wird als Kleber 3 zum Verkleben zwi- 
schen den Kupfermaterialien la sowie lb und der Bear- 
beitungsbasis 4 verwendet 

(2) Zweiter Schritt 

GemaB Darstellung in Fig. 7B wird als zweiter Schritt 
der in Fig. 7A dargestellte verklebte Aufbau in eine 
Frasmaschine eingesetzt, und ein Nutbereich 90 (Tiefe: 
2,0 mm) wird mittels eines SchaftMsers (Bearbeitungs- 
durchmesser: 1,0 mm) ausgebildet, urn ein Kupfermate- 
rial mit darin ausgebildeter Nut herzustellen. 
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(3) Dritter Schritt 

GemaB Darstellung in Fig. 7C wird als dritter Schritt 
Epoxyharz 91 (YZ3727/YH3724, hergestellt von Ryo- 
5 den Kasei), das sich bei Raumtemperatur in der Fliis- 
sigphase befindet, in den ausgebildeten Nutbereich 90 
gegossen und zum Ausharten wahrend zwei Stunden 
bei einer Temperatur von 140° C erhitzt 

10 (4) Vierter Schritt 

Dann wird als vierter Schritt gemaB Darstellung in 
Fig. 7D ein Abschnitt des Kdrpers fiir eine Verdrah- 
tungsanordnung, der ein Kupfermaterial mit einer mit 

is Harz gefiillten Nut ist und der im dritten Schritt gemaB 
Darstellung in Fig. 7C hergestellt worden ist, von der 
Bearbeitungsbasis 4 abgetrennt, und der in Fig. 5E dar- 
gestellte Kdrper for eine Verdrahtungsanordnung kann 
erzielt werden. Es sollte beachtet werden, daB, obgleich 

20 die Beschreibung der Ausftihrungsform die Verwen- 
dung eines Kupfermaterials als Leitermaterial voraus- 
setzt, die Ausfuhrungsform nicht auf ein Kupfermaterial 
beschrankt ist, daB jedes andere Material wie Messing, 
eine Kupferlegierung, Aluminium sowie eine Alumini- 

25 umlegierung, Eisen sowie eine Legierung auf Eisenbasis, 
Zink sowie eine Zinklegierung, Silber sowie eine Silber- 
legierung und Gold sowie eine Legierung auf Goldbasis 
im Rahmen der Anspruche verwendet werden kann, und 
daB auch als Materialien la und lb, wie oben beschrie- 

30 ben, jedes Material, in das irgendeines der vorstehend 
beschriebenen Materialien inkorporiert ist, an der Bear- 
beitungsbasis angeklebt und befestigt sein kann. 

Bei der vorliegenden Erflndung wird eine Vielzahl 
von Kupfermaterialien 1, die Materialien hoher elektri- 

35 scher Leitfahigkeit sind, an einen Bereich des Korpers 
fiir eine Verdrahtungsanordnung angebracht, der zur 
Bildung eines gewttnschten Schaltungsmusters erfor- 
derlich ist und der an der Bearbeitungsbasis 4 vorgese- 
hen ist, und eine Nut wird durch Frasen ausgebildet, so 

40 daB im Vergleich zu dem Fall, bei dem ein Schaltungs- 
muster durch Vorsehen der Materialien hoher elektri- 
scher Leitfahigkeit auf dem gesamten Kdrper fiir eine 
Verdrahtungsanordnung ausgebildet wird, ein groBer 
Teil der Bearbeitung dadurch verringert werden kann, 

45 daB die Materialien hoher elektrischer Leitfahigkeit fur 
jeden Block vorgesehen werden, was es mdglich macht, 
einen Kdrper fur eine Verdrahtungsanordnung effizien- 
ter herzustellen. 
Als nachstes folgt eine Beschreibung der Ausftth- 

50 rungsform 7. Fig. 8A bis 8E sind Ansichten jeweils unter 
Darstellung eines Verfahrensablaufs eines weiteren 
Verfahrens zur Herstellung eines Kdrpers fur eine Ver- 
drahtungsanordnung. Es folgt jetzt eine detaillierte Be- 
schreibung unter Bezugnahme auf die zugehdrigen 

55 Zeichnungen. 

(1) Erster Schritt 

GemaB Darstellung in Fig. 8A werden ein Kupferma- 
60 terial la (Dicke: 0,5 mm, Lange: 100 mm, Breite: 80 mm), 
ein Kupfermaterial lb (Dicke: 0,5 mm, Lange: 100 mm, 
Breite: 80 mm) und ein Kupfermaterial lc (Dicke: 0,5 
mm- Lange: 100 mm, Breite 80 mm), die jeweils ein Ma- 
terial hoher elektrischer Leitfahigkeit sind, das zur Aus- 
65 bildung eines Schaltungsmusters verwendet wird, mit 
einem doppelseitigen Klebematerial 3b miteinander 
verklebt und befestigt, und dann wird das Kupfermateri- 
al lc an der Bearbeitungsbasis 4 angeklebt und befestigt 
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(2) ZweiterSchritt 

GemaB Darstellung in Fig. 8C wird als zweiter Schritt 
der laminierte Kdrper A, der im ersten Schritt herge- 
stellt worden ist, in eine Frasmaschine eingesetzt, und es 
werden Nutbereiche 90 (Tiefe: 2,0 mm) in den Kupfer- 
materialien la bis 1c ausgebildet 

(3) Dritter Schritt 

GemaB Darstellung in Fig, 8C wird als dritter Schritt 
Epoxyharz (YZ3727/YH3724, hergestellt Ryoden Ka- 
sei), das sich bei Raumtemperatur in der Flttssigphase 
befindet, in die Nutbereiche 90 in dem in dem zweiten 
Schritt hergestellten laminierten K6rper A' mit Nuten 
eingegossen und zum Ausharten wahrend zwei Stunden 
bei einer Temperatur von 140° C erhitzt 

(4) Vierter Schritt 

GemaB Darstellung in Fig. 8D wird als vierter Schritt 
der laminierte Kdrper A", der im dritten Schritt herge- 
stellt worden ist, voneinander in jedem Bereich, der mit- 
tels des doppelseitigen KJebematerials 3b, (einer ange- 
klebten Schicht) der Kupfermaterialien la, lb und lc 
verklebt ist, abgetrennt, und eine Vielzahl von Kdrpern 
filr eine Verdrahtungsanordnung kann erzielt werden. 

Mit der vorliegenden Ausfuhrungsform kann eine 
Vielzahl von Kdrpern fur eine Verdrahtungsanordnung 
effizient und leicht unter Verwendung eines laminierten 
Kdrpers hergestellt werden, der aus Materialien hoher 
elektrischer Leitfahigkeit und auch als weiteres Beispiel 
aus der Bearbeitungsbasis besteht, und eine Vielzahl 
von Materialien hoher elektrischer Leitfahigkeit kann 
gleichzeitig laminiert und miteinander vergeklebt wer- 
den, anstelle der Laminierung und ihrer einzelnen An- 
klebung wie bei der vorliegenden Ausfuhrungsform, in 
welchem Fall eine Bearbeitungsbasis 4 und Materialien 
hoher elektrischer Leitfahigkeit gleichzeitig miteinan- 
der mit einem Kleber verklebt und befestigt werden, so 
daB KJebeschritte eingespart werden kdnnen. 

Als nachstes folgt eine Beschreibung der Ausfuh- 
rungsform 8. Fig. 9A bis Fig. 9D sind Ansichten jeweils 
Darstellung des Verfahrensablaufs bei einem weiteren 
Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers fur eine Ver- 
drahtungsanordnung. Es folgt eine detaillierte Beschrei- 
bung unter Bezugnahme auf die zugehdrigen Zeichnun- 
gea 

(l)Erster Schritt 

GemaB Darstellung in Fig.9A werden ais erster 
Schritt ein Kupfermaterial la (Dicke: 0,5 mm, Lange: 
100 mm, Breite:80 mm) und ein Kupfermaterial lb (Dik- 
ke: 0,5 mm, Lange: 100 mm, Breite: 80 mm), die jeweils 
ein Material hoher elektrischer Leitfahigkeit sind und 
fiir die Ausbildung eines Schaltungsmusters verwendet 
werden, laminiert, und es wird eine Materialplatte 92 
aus Polyamid (Dicke: 1,0 mm, Lange: 100 mm, Breite: 
80 mm) dazwischen eingesetzt, und weiter wird eine 
Materialplatte 92 aus Polyamid (Dicke: 1,0 mm, Lange: 
100 mm, Breite; 80 mm) zwischen dem Kupfermaterial 
lb (Dicke: 0,5 mm, Lange: 100 mm, Breite: 80 mm) und 
einem Kupfermaterial lc (Dicke: 0,5 mm, Lange: 
100 mm, Breite: 80 mm) eingesetzt, um zu einer mehr- 
schichtigen Form ausgebildet zu werden, und es wird 
jedes darin befindliche Material an einer Bearbeitungs- 
basis 4 mit einem Kieber 3 angeklebt und befestigt 
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(2) Zweiter Schritt 

Gemafl Darstellung in Fig. 9B wird als zweiter Schritt 
der laminierte Kdrper B, der im ersten Schritt herge- 
5 stellt worden ist, in eine Frasmaschine eingesetzt und 
Nutbereiche 90 (Tiefe: 2,0 mm) in den Kupfermateria- 
lien la bis lc werden mittels eines Schaftfrasers (Bear- 
beitungsdurchmesser: 1,0 mm) ausgebildet 

io (3) Dritter Schritt 

GemaB Darstellung in Fig. 9C wird als dritter Schritt 
Epoxyharz 91 (YZ3727/YH3724, hergestellt Ryoden 
Kasei), das sich bei Raumtemperatur in der FIQssigphase 
15 befindet, in die Nutbereiche 90 in den laminierten Kdr- 
per B' gegossen, der im zweiten Schritt hergestellt wor- 
den ist, und zum Ausharten wahrend zwei Stunden bei 
einer Temperatur von 1 40° C erhitzt 

20 (4) Vierter Schritt 

GemaB Darstellung in Fig. 9D wird als vierter Schritt 
der laminierte Kdrper B", der im dritten Schritt herge- 
stellt worden ist, in mehrere Stflcke durch Zerschneiden 

25 eines Teils der Plattenmaterialien 92 aus Polyamid auf- 
geteilt, die zwischen den Kupfermaterialien eingesetzt 
sind, um eine Vielzahl von Kdrpem fur eine Verdrah- 
tungsanordnung zu erhalten. 
Es ist zu beachten, daB, obgleich die Beschreibung der 

30 Ausfuhrungsform die Verwendung von Polyamid als 
Harzmaterial voraussetzt, die Ausfuhrungsform nicht 
auf Polyamid beschrankt ist und das jedes Harzmaterial 
mit einer ausgezeichneten Bearbeitbarkeit statt dessen 
verwendet werden kann. 

35 Mit der vorliegenden Erfindung wird ein Harzbereich 
verarbeitet, so daB seine Bearbeitbarkeit ausgezeichnet 
ist, und Materialien hoher elektrischer Leitfahigkeit 
k6nnen leicht voneinander getrennt werden, was es 
mdglich macht, ihre Bearbeitbarkeit zu verbessern. 

40 Als nachstes folgt eine Beschreibung der Ausfuh- 
rungsform 9 der vorliegenden Erfindung unter Bezug- 
nahme- auf Fig. 9A bis 9D. 

(1) Erster Schritt 

45 

GemaB Darstellung in Fig. 9A werden ein Kupferma- 
terial la (Dicke: 04 mm, Lange: 100 mm, Breite: 80 mm), 
ein Kupfermaterial lb (Dicke: 0,5 mm, Lange: 100 mm, 
Breite: 80 mm) und ein Kupfermaterial lc (Dicke: 

50 0J5 mm, Lange: 100 mm, Breite: 80 mm), die jeweils ein 
Material hoher elektrischer Leitfahigkeit sind und zur 
Herstellung eines Schaltungsmusters verwendet wer- 
den, zur Bildung eines mehrschichtigen Aufbaus lami- 
niert, und bei der vorliegenden Erfindung wird eine Alu- 

55 miniumplatte 93 (Dicke: 1,0 mm, Lange: 100 ram, Breite: 
80 mm) zwischen den Kupfermaterialien la, lb und lc 
eingesetzt und an den benachbarten Kupfermaterialien 
mit einem Kleber angeklebt 

60 (2) Zweiter Schritt 

GemaB Darstellung in Fig. 9B wird als zweiter Schritt 
der laminierte Kdrper B, der im ersten Schritt herge- 
stellt worden ist, in eine Frasmaschine eingesetzt, und 
65 Nutbereiche 90 werden mit einem Schaftfraser (Bear- 
beitungsdurchmesser: 1,0 mm) in den Kupfermaterialien 
la bis lc ausgebildet 
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(3)DritterSchritt 
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GemaB Darstellung in Fig. 9c wird als dritter Schritt 
Epoxyharz 91 (LZ3727/YH3724, hergesteUt von Ryoden 
Kasei), das sich bei Raumtemperatur in der FlQssigphase 
befindet, in den Nutbereich 90 in dem laminierten K6r- 
per B' gegossen, der im zweiten Schritt hergesteUt wor- 
den ist und zura Ausharten wahrend zwei Stunden bei 
einerTemperaturvon 140°Cerhitzt 

(4) Vierter Schritt 

GemaB Darstellung in Fig. 9D wird als vierter Schritt 
der laminierte Kdrper B", der im dritten Schritt herge- 
steUt worden ist, in mehrere Stucke durch Zerschneiden 
der Aluminiumplattenmaterialien 93 aufgeteilt, die zwi- 
schen den Kupfermaterialien eingesetzt sind, urn eine 
Vielzahl von Kdrpern fUr eine Verdrahtungsanordnung 
zu erhalten. 

Es sollte beachtet werden, daB, obgleich die Beschrei- 
bung der vorstehend angegebenen Ausfuhrungsfonn 
die Verwendung von Aluminium als Material guter Be- 
arbeitbarkeit voraussetzt, das Material nicht auf Alumi- 
nium beschrankt ist und das jedes Material mit guter 
Bearbeitbarkeit wie Eisen, Messing oder Zinklegierung 
verwendet werden kann. 

Bei der vorliegenden Erfindung kdnnen die Korper 
fQr eine Verdrahtungsanordnung durch Bearbeiten der 
in dem Mehrschichtenaufbau ausgebildeten Bereiche 
guter Bearbeitbarkeit leicht voneinander getrennt wer- 
den. 

Als nachstes folgt eine Beschreibung der AusfOh- 
rungsform 10. Fig, 10A bis Fig. 10D sind Ansichten un- 
ter Darstellung jeweils eines Verfahrensablaufs eines 
weiteren Verfahrens zur Herstellung des Korpers fur 
eine Verdrahtungsanordnung. Eine detailiierte Be- 
schreibung desselben folgt jetzt unter Bezugnahme auf 
die zugehdrigen Figuren. 

(l)Erster Schritt 

GemaB Darstellung in Fig. 10A werden ais erster 
Schritt Kupfermaterialien la, lb, 1c (Dicke: 0,5 mm, 
Lange: 100 mm, Breite: 80 mm), die jeweils ein Material 
hoher elektrischer Leitfahigkeit sind, das zur Ausbil- 
dung eines Schaltungsmusters verwendet wird, zu ei- 
nem mehrschichtigen Aufbau laminiert und zusammen 
mit einer Bearbeitungsbasis 4 mit einem Kleber mitein- 
ander verklebt und befestigt 

(2) Zweiter Schritt 

GemaB Darstellung in Fig. 10B wird als zweiter 
Schritt der laminierte K6rper C, der im ersten Schritt 
hergesteUt worden ist, in eine Frasmaschine eingesetzt, 
und ein Nutbereich 90 (Tiefe: 2,0 mm) wird mit einem 
Schaftfraser (Bearbeitungsdurchmesser: 1,0 mm) ausge- 
bildet 

(3) Dritter Schritt 

In diesem Schritt wird gemaB Darstellung in Fig. 10B 
das Kupfermaterial la, das ein Material hoher elektri- 
scher Leitfahigkeit ist, an der oberen Flache mit einer 
darin ausgebildeten Nut von dem Arbeitsstiick mit ei- 
nem Saugwerkzeug oder Kleber abgetrennt, und das 
Kupfermaterial la wird an einer anderen Bearbeitungs- 
basis 4a angebracht 
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(4) Vierter Schritt 



Danach wird gemaB Darstellung in Fig. 10B Epoxy- 
harz 91a (YZ3272/YH3724, hergesteUt von Ryoden Ka- 

5 sei), das sich bei Raumtemperatur in der FlQssigphase 
befindet, in den Nutbereich 90, der in dem Kupfermate- 
rial la ausgebildet ist, gegossen, das ein Material hoher 
elektrischer Leitfahigkeit ist, an der Bearbeitungsbasis 
4a angeordnet und zum Ausharten wahrend zwei Stun- 

io den bei einer Temperatur von 140°C erhitzt und dann 
wird die Bearbeitungsbasis hier von dem Abschnitt des 
KSrpers fur eine Verdrahtungsanordnung abgetrennt 



(5) FQnfter Schritt 



GemaB Darstellung in Fig. 10a wird als fflnfter Schritt 
das Kupfer lb, das ein Material hoher elektrischer Leit- 
fahigkeit ist, das an der oberen Flache mit einer darin 
ausgebildeten Nut verbleibt, wiederum von dem Werk- 
20 stuck mit einem Saugwerkzeug oder einem Kleber ab- 
getrennt und dann wird das Kupfermaterial lb an einer 
anderen Bearbeitungsbasis 4b angebracht Ab diesem 
Schritt wird wie bei dem vorausgehenden Schritt Ep- 
oxyharz 91b (YZ3272/YH3724, hergesteUt von Ryoden 
25 Kasei), das sich bei Raumtemperatur in der Fliissigphase 
befindet, in den Nutbereich 90 gegossen, der in dem 
Kupfermaterial lb ausgebildet ist, das ein Material ho- 
her elektrischer Leitfahigkeit ist, und an der Bearbei- 
tungsbasis 4b angebracht, und das Harz wird zum Aus- 
30 harten wahrend zwei Stunden bei einer Temperatur von 
140°C erhitzt Dann wird die Bearbeitungsbasis 4b von 
dem Bereich des Kdrpers fQr eine Verdrahtungsanord- 
nung abgetrennt. 



(6) Sechster Schritt 



GemaB Darstellung in Fig. 10D wird als sechster 
Schritt Epoxyharz 91c (YZ3272/YH3724, hergesteUt 
von Ryoden, Kasei), das sich bei Raumtemperatur in der 

40 Fliissigphase befindet, in die Nut 90, die in dem schlieB- 
lich verbleibenden Kupfermaterial lc ausgebildet ist, 
das ein Material hoher elektrischer Leitfahigkeit mit 
einer mit darin ausgebildeten Nut ist, gegossen und an 
der Bearbeitungsbasis 4 angebracht, und das Harz wird 

45 zum Ausharten wahrend zwei Stunden bei einer Tempe- 
ratur von 140°C erhitzt, und dann wird die Bearbei- 
tungsbasis von dem Bereich des Korpers fQr eine Ver- 
drahtungsanordnung abgetrennt. Durch Wiederholen 
der vorstehend beschriebenen Vorgange kann eine 

so Vielzahl von Kflrpem fOr eine Verdrahtungsanordnung 
erhalten werden. 

Mit der vorliegenden Ausfuhrungsform werden Nu- 
ten gleichzeitig in den Kupfermaterialien la bis lc, die 
jeweils ein Material hoher elektrischer Leitfahigkeit 

55 sind, ausgebildet, die zu einer Mehrschichtenanordnung 
ausgebildet sind, wonach das Kupfermaterial mit einer 
darin ausgebildeten Nut Schicht fur Schicht herausge- 
nommen wird, und Harz in die Nut jedes herausgenom- 
menen Kupfermaterials wie oben beschrieben eingefOllt 

eo wird, so daB das Abtrennen der Kfirper fQr eine Ver- 
drahtungsanordnung ziemlich leicht ist und eine Viel- 
zahl von Kdrpern fOr eine Verdrahtungsanordnung in 
einer kurzen Zeitspanne erhalten werden kann. 
Als nachstes folgt eine Beschreibung der erfmdungs- 

65 gemaBen Ausftthrungsform 11. Fig. 11 zeigt die Anord- 
nung eines Materials 15 hoher elektrischer Leitfahig- 
keit, und in dieser Figur sind mit den Bezugszeichen 11 
und 12 Kupfermaterialien, mit dem Bezugszeichen 13 
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ein Isolierharz und mit dem Bezugszeichen 14 ein 
Durchgangslochleiter bezeichnet, der das Kupfermate- 
rial 11 mit dem Kupfermaterial 12 elektrisch verbindet 

Beispielsweise werden Durchgangslochsubstrate ge- 
maB Darstellung in Fig. 11 (Material hoher elektrischer 
Leitfahigkeit, Dicke: 0,5 mm, Lange: 100 mm, Breite: 80 
mm) laminiert und mit einer Bearbeitungsbasis (hier 
nicht dargestellt) und mit dieser verklebt, und dann wird 
die Bearbeitungsbasis in eine Frasmaschine eingesetzt, 
und eine Nut (Tiefe: 2,0 mm, hier nicht dargestellt) wird 
mit einem Schaftfraser (Bearbeitungsdurchmesser: 
1,0 mm) ausgebildet. Desweiteren wird Epoxyharz 
(YZ3272/YH3724, hergestellt von Ryoden Kasei), das 
sich bei Raumtemperatur in der Flussigphase befindet, 
in den Nutbereich gegossen, der in dem Material hoher 
elektrischer Leitfahigkeit mit einer darin ausgebildeten 
Nut ausgebildet ist, und das Harz wird zum Ausharten 
wahrend zwei Stunden bei einer Temperatur von 140° C 
erhitzt Der wie vorstehend beschrieben hergestellte 
Kdrper fQr eine Verdrahtungsanordnung wird an einer 
Stelle 1,0 mm von der Bearbeitungsrandflache entfernt 
mit einer Ebene rechtwinklig zu der Tiefenrichtung der 
Nut geschnitten. 

Bei der vorliegenden Ausfuhrungsform wird ein Ver- 
bundmaterial, das ein Isolierharz und ein Kupfermateri- 
al umfaBt, zur Ausbildung einer Durchgangslochstruk- 
tur verwendet, so daB ein Substrat, das einen dicken 
Leiter mit einem groBen Widerstand gegen einen War- 
mezyklus ausgebildet werden kann. 

Als nachstes folgt eine Beschreibung der Ausfuh- 
rungsform 12. Ein laminiertes WerkstUck (Dicke: 
0,5 mm, Lange: 100 mm, Breite 80 mm), das eine Vielzahl 
von Durchgangslochsubstraten (ein Material 15 hoher 
elektrischer Leitfahigkeit) umfaBt, die jeweils miteinan- 
der durch vorausgehendes Verldten elektrisch verbun- 
den sind, wie in Fig. 12 dargestellt ist, wird direkt in eine 
Frasmaschine eingesetzt und ein Nutbereich (Tiefe: 
2,0 mm) wird mit einem Schaftfraser (Bearbeitungs- 
durchmesser: 1,0 mm) darin ausgebildet. 

Des weiteren wird Epoxyharz (YZ3727/YH3724, her- 
gestellt von Ryoden Kasei), das sich bei Raumtempera- 
tur in der Flussigphase befindet in den Nutbereich in 
dem Material 115 hoher elektrischer Leitfahigkeit mit 
einer darin ausgebildeten Nut gegossen und zum Aus- 
harten wahrend zwei Stunden bei einer Temperatur von 
140°C erhitzt Der in diesem Schritt wie vorstehend 
beschrieben hergestellte Kdrper fur eine Verdrahtungs- 
anordnung wird an einer Stelle 1,0 mm von der Bearbei- 
tungsrandflache entfernt mit einer Fiache rechtwinklig 
zu der Tiefenrichtung des Nutbereichs geschnitten. 

Bei der vorliegenden Ausfuhrungsform wird ein kom- 
plexer Kdrper aus Isolierharz und Kupfermaterial zur 
Herstellung einer Durchgangslochstruktur verwendet, 
so daB ein Leiter dicker ausgebildet werden kann und 
ein starker Strom hieran angelegt werden kann und 
gleichzeitig ein aus einem dicken Leiter bestehendes 
Substrat rait einem starken Widerstand gegen einen 
Warmezyklus hergestellt werden kann. 

Als nachstes folgt eine Beschreibung der Ausfuh- 
rungsform 13. Durchgangslochsubstrate (ein Material 
15 hoher elektrischer Leitfahigkeit, Dicke: 0,5 mm, Lan- 
ge: 100 mm, Breite: 80 mm) und Kupfermaterialien (ein 
Material 16 hoher elektrischer Leitfahigkeit, Dicke: 
0,5 mm, Lange: 100 mm, Breite: 80 mm), die vorher und 
elektrisch miteinander verbunden worden sind, wie in 
Fig. 13 dargestellt, werden abwechselnd laminiert und in 
eine Frasmaschine eingesetzt, und dann wird ein Nutbe- 
reich (Tiefe: 2,0 mm) mit einem Schaftfraser (Bearbei- 
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tungsdurchmesser: 1,0 mm) ausgebildet Desweiteren 
wird Epoxyharz (YZ3727/YH3724, hergestellt von Ryo- 
den Kasei), das sich bei Raumtemperatur in der Flus- 
sigphase befindet, in den ausgebildeten Nutbereich ge- 
5 gossen und zum Ausharten wahrend zwei Stunden bei 
einer Temperatur von 140° C erhitzt. Der in diesem 
Schritt wie vorstehend beschrieben hergestellte Kdrper 
fur eine Verdrahtungsanordnung wird an einer Stelle 
1,0 mm von der Bearbeitungsrandflache entfernt mit ei- 
o ner Fiache rechtwinklig zu der Tiefenrichtung der Nut 
geschnitten. 

Bei der vorliegenden Ausfuhrungsform wird ein Kdr- 
per fQr eine Verdrahtungsanordnung, bei dem Durch- 
gangslochsubstrate 15 und Kupfermaterialien 16 ab- 

5 wechselnd laminiert sind, verwendet, so daB ein Leiter 
dicker gemacht werden kann und ein starker Strom dar- 
an angelegt werden kann und gleichzeitig ein Substrat, 
das aus dicken Leitern mit einem starken Widerstand 
gegen einen Warmezyklus besteht, hergestellt werden 

q kann. 

Als nachstes folgt eine Beschreibung der Ausfuh- 
rungsform 14. Fig. 14 ist eine Eriauterungszwecken die- 
nende Ansicht unter Darstellung eines Materials hoher 
elektrischer Leitfahigkeit (ein Kupfermaterial 1), das zur 

5 Ausbildung eines Schaltungsmusters verwendet wird, 
und einer Bearbeitungsbasis 4, beispielsweise in einem 
Fall, bei dem ein Kdrper fQr eine Verdrahtungsanord- 
nung gleich demjenigen, der in dem ersten Schritt ge- 
maB Darstellung in Fig. 6A hergestellt wird. 

o Bei der vorliegenden Ausfuhrungsform wird Harz mit 
einer geringen Haftung an einem Kleber 3 als Material 
fur die Bearbeitungsbasis 4 verwendet und gemaB Dar- 
stellung in Fig. 14 wird Kupfermaterial 1 (Dicke: 
0,5 mm, Lange: 100 mm, Breite: 80 mm), das ein Material 

5 hoher elektrischer Leitfahigkeit ist und zur Ausbildung 
eines Schaltungsmusters verwendet wird, an der Bear- 
beitungsbasis unter Verwendung eines Kleber 3 ange- 
klebt und befestigt 
Die Abmessungen der Bearbeitungsbasis 4 sind Dik- 

o ke: 20 mm, Lange: 100 mm und Breite: 80 mm, und als 
Kleber wird beispielsweise Araldite Kleber 3a (herge- 
stellt von Nagase Ciba) oder ein doppelseitiges Klebe- 
material 3b (Nr. 1650 hergestellt von Three Bonds) ver- 
wendet. 

5 Der Kdrper fur eine Verdrahtungsanordnung, der das 
Kupfermaterial 1 umfaBt, das an der Bearbeitungsbasis 
4, die aus dem vorstehend beschriebenen Material her- 
gestellt ist, mittels des Klebers 3 angeklebt und befestigt 
ist, wird in eine Frasmaschine eingesetzt, und ein Nutbe- 

o reich (Tiefe: 0,7 mm) wird in dem Bereich des Kupfer- 
materials 1 gemaB Darstellung in Fig. 6A bis Fig. 6E mit 
einem Schaftfraser (Bearbeitungsdurchmesser: 1,0 mm) 
ausgebildet, und des weiteren wird Epoxyharz 91 
(YZ3727/YH3724, hergestellt von Ryoden Kasei), das- 

i5 sich bei Raumtemperatur in der FlQssigphase befindet, 
in dem dort ausgebildeten Nutbereich 90 gegossen und 
zum Ausharten wahrend zwei Stunden bei 140° C er- 
hitzt 

Bei der vorliegenden Ausfuhrungsform wird als Ma- 
io terial fUr die Bearbeitungsbasis 4 ein Harz mit einer 
geringen Haftung an dem Kleber 3 verwendet, so daB 
beispielsweise bei der vorstehend beschriebenen Aus- 
fuhrungsform das Abtrennen (siehe den vierten Schritt, 
der in Fig. 6D gezeigt ist, und den vierten Schritt, der in 
is Fig. 7D gezeigt ist) zwischen der Bearbeitungsbasis 4 
und dem Abschnitt des Kdrpers fur eine Verdrahtungs- 
anordnung leicht durchgefUhrt werden kann, was es er- 
mdglicht, dessen Bearbeitbarkeit bemerkenswert zu 
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verbessern. 

Als nachstes folgt eine Beschreibung der Ausfflh- 
rungsform 15. Als Harz mit einer geringen Haftung an 
dem Kleber wird Harz auf der Basis von Polyolefin wie 
Polypropylen, Polyethylen oder Vinylchlorid, Harz auf 5 
der Basis von Silicon oder Harz auf der Basis von Fluor 
verwendet 

Bei der vorliegenden Ausfuhrungsform kann wie in 
dem Fall der vorstehend beschriebenen Ausfuhrungs- 
form 14 eine Abtrennung zwischen der Bearbeitungsba- 10 
sis und dem Abschnitt des Kdrpers fur eine Verdrah- 
tungsanordnung leicht durchgefuhrt werden, was es er- 
moglicht, dessen Bearbeitbarkeit zu verbessern. 

Als nachstes folgt eine Beschreibung der Ausftih- 
rungsform 16. GemaB Darsteilung in Fig. 6A bis Fig. 6E 15 
wird ein Kupfermaterial 1 (Dicke: 0,5 mm, Lange: 
100 mm, Breite: 80 mm), das ein Material hoher elektri- 
scher Leitfahigkeit ist und fur das Ausbilden eines SchaJ- 
tungsmusters verwendet wird, an einer Aluminiumbear- 
beitungsbasis 4 mittels des KJebers 3 angeklebt und be- 20 
festigt 

Die Abmessungen der Bearbeitungsbasis 4 sind Dik- 
ke: 20 mm, Lange: 100 mm und Breite: 80 mm, und ein 
doppelseitiges KJebematerial (Nr. 1650, hergestellt von 
Three Bonds) wird als KJeber 3 verwendet Der Kdrper 25 
fur eine Verdrahtungsanordnung (siehe den ersten 
Schritt in Fig. 4) wird in eine Frasmaschine eingesetzt 
und ein Nutbereich 90 (Tiefe: 0,7 mm), wie in dem zwei- 
ten Schritt von Fig. 4 gezeigt, wird mit einem SchaftM- 
ser (Bearbeitungsdurchmesser: 1,0 mm) ausgebildet 30 
Weiterhin wird ein Entformungsmittel (ein Entfor- 
mungsmittel auf der Basis von Silicon) auf den Nutbe- 
reich 90 (einen mit Harz gefiillten Bereich) aufgebracht, 
der in der Anordnung ausgebildet ist, urn die Haftkraft 
zwischen der Bearbeitungsbasis 4 und dem Epoxyharz 35 
zu verringem, und dann wird Epoxyharz 91 
(YZ3727/YH3724, hergestellt von Ryoden Kasei), das 
sich bei Raumtemperatur in der Fliissigphase befindet, 
in den Nutbereich 90 gegossen und zum Ausharten wah- 
rend 2 Stunden bei 1 40° C erhitzt 40 

Es ist zu beachten, daB, obgleich die Beschreibung der 
vorstehend angegebenen Ausfuhrungsform die Ver- 
wendung eines Entformungsmittels auf der Basis von 
Silicon voraussetzt, das Entformungsmittel nicht auf ei- 
nes auf der Basis von Silicon beschrankt ist, und jedes 45 
Material mit solchen Eigenschaften, das die Haftkraft 
zwischen der Bearbeitungsbasis 4 und dem Epoxyharz 
91 verringem kann, kann verwendet werden. 

Bei der vorliegenden Ausfuhrungsform kann die 
Haftkraft zwischen dem Material fur die Bearbeitungs- 50 
basis 4 und dem Epoxyharz 91 weiterhin mit einem Ent- 
formungsmittel verringert werden, das auf den vorste- 
hend beschriebenen Nutbereich 90 aufgebracht wird, so 
daB ein Abschnitt des K6rpers fur eine Verdrahtungsan- 
ordnung extrem leicht von der Bearbeitungsbasis 4 ab- 55 
getrennt werden kann. 

Als nachstes folgt eine Beschreibung der Ausfflh- 
rungsform 17. GemaB Darsteilung in dem ersten Schritt 
in Fig. 6 A wird ein Kupfermaterial 1 (Dicke: 0,5 mm, 
Lange: 100 mm, Breite: 80 mm), das ein Material hoher 60 
elektrischer Leitfahigkeit ist und f Ur das Ausbilden eines 
Schaltungsmusters verwendet wird, an eine Aluminium- 
bearbeitungsbasis 4 mit dem KJeber 3 geklebt und befe- 
stigt Die Abmessungen der Bearbeitungsbasis 4 sind 
Dicke: 20 mm, Lange: 100 mm und Breite: 80 mm, und 65 
ein Araldite KJeber (AV138/HV998, hergestellt von Ni- 
non Ciba Geigy) wird als KJeber 3 verwendet Dieser 
Araldite Kleber ist wie in Fig. 15 gezeigt ein Kleber mit 



derartigen Eigenschaften, daB die Haftkraft bei Raum- 
temperatur etwa 15 N/mm 2 betrSgt, was hoch ist, die 
Haftkraft verringert sich jedoch auf etwa 5 N/mm 2 bei 
Erhitzen auf etwa 140°C 

Die mittels des ersten Schritts wie vorstehend be- 
schrieben hergestellte Anordnung wird in eine Frasma- 
schine eingesetzt und ein Nutbereich 90 (Tiefe: 0,7 mm) 
wird mit einem Schaftfraser (Bearbeitungsdurchmesser; 
1,0 mm) ausgebildet AuBerdem wird Epoxyharz 91 
(YZ3727/YH3724, hergestellt von Ryoden Kasei), das 
sich bei Raumtemperatur in der FlQssigphase befindet, 
in den darin ausgebildeten Nutbereich 90 (einen mit 
Harz gefiillten Bereich) gegossen und zum Ausharten 
wahrend 2 Stunden bei einer Temperatur von 140° C 
erhitzt Dann wird die Haftkraft des vorstehend be- 
schriebenen Klebers 3 durch Erhitzen auf etwa 150° C 
verringert 

Es ist zu beachten, daB, obgleich die Beschreibung der 
Ausftihrungsform die Verwendung eines Araldite KJe- 
bers, der einer derjenigen auf der Basis von Epoxy ist, 
als KJeber voraussetzt, sie nicht auf den KJeber auf der 
Basis von Epoxy beschrankt ist und jede Art Kleber mit 
solchen Eigenschaften, die die Haftkraft bemerkenswert 
verringem, wie ein Kleber auf der Basis von Acryl oder 
ein Kleber auf der Basis einer HeiBschmelze, verwendet 
werden kann. 

Bei der vorliegenden Ausfuhrungsform wird Araldite 
Kleber, der einer derjenigen auf der Basis von Epoxy ist, 
als KJeber 3 verwendet um die Bearbeitungsbasis 4 an 
dem Kupfermaterial 1 anzukleben, so daB die Haftkraft 
des Klebers 3 durch Erhitzen auf etwa 150°C verringert 
werden kann und beispielsweise in dem vierten Schritt 
von Flg.6D ein Abschnitt des Kdrpers fur eine Ver- 
drahtungsanordnung extrem leicht von der Bearbei- 
tungsbasis 4 abgetrennt werden kann. 

Als nachstes folgt eine Beschreibung der Ausfuh- 
rungsform 18. GemaB Darsteilung in dem ersten Schritt 
von Fig. 6 A wird ein Kupfermaterial 1 (Dicke: 0,5 mm, 
Lange: 100 mm, Breite: 80 mm), das ein Material hoher 
elektrischer Leitfahigkeit zum Ausbilden eines Schal- 
tungsmusters ist an einer Bearbeitungsbasis 4, die aus 
Aluminium (A5052, Dicke: 20 mm, Lange: 100 mm, Brei- 
te 80 mm) hergestellt ist, mit dem Kleber 3 befestigt 
Hier wird ein KJeber auf der Basis von Silicon (KE1204, 
hergestellt von Shin'etsu Silicon) als KJeber 3 verwen- 
det Der Anordnungskfirper (siehe den ersten Schritt in 
Fig. 6A) wird in eine Frasmaschine eingesetzt und ein 
Nutbereich 90 (Tiefe: 0,7 mm), wie in dem zweiten 
Schritt von Fig. 6B gezeigt wird in dem Kupfermaterial 

1 mit einem Schaftfraser (Bearbeitungsdurchmesser: 1,0 
mm) ausgebildet. 

AuBerdem wird Epoxy-(VergieB-)-Harz 91 
(YZ3727/YH3724, hergestellt von Ryoden Kasei), das 
sich bei Raumtemperatur in der Fliissigphase befmdet 
in den Bereich mit einer wie in dem dritten Schritt von 
Fig. 6C gezeigten, ausgebildeten Nut namlich in den 
Nutbereich 90 gegossen und zum Harten wahrend 

2 Stunden bei der Temperatur von 140°C erhitzt. Ep- 
oxyharz 91 in der FlQssigphase hat eine geringe Haf- 
tung, so dafl die Schaltungsmusterleiter miteinander ein- 
fach durch EinfUllen des Harzes in den Nutbereich 90 
und sein Erhitzen zum Ausharten fixiert und integriert 
werden. Dann kann gemaB Darsteilung in dem vierten 
Schritt von Fig. 6D ein Kdrper fur eine Verdrahtungs- 
anordnung leicht durch Abtrennen von Abschnitten der 
Kfirper fUr eine Verdrahtungsanordnung von der Bear- 
beitungsbasis 4 erhalten werdea 

Bei der vorliegenden Ausfuhrungsform wird ein Kle- 
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ber auf der Basis von Silikon verwendet so daB die 
Haftkraft auf das Epoxyharz auBerst niedrig ist und die 
Abtrennung zwischen der Bearbeitungsbasis 4 und Ab- 
schnitten der KGrper fur eine Verdrahtungsanordnung 
weiterhin leicht in dem vierten Schritt von Fig. 6D 
durchgef iihrt werden kann. 

AIs nachstes folgt eine Beschreibung der erfindungs- 
gemaBen AusfQhrungsform 19. Wie mit Bezug auf einen 
in Fig. 6 A gezeigten ersten Schritt gezeigt ist, wird Kup- 
fermaterial 1 (Dicke: 0,5 mm, Lange: 100 mm, Breite: 80 
mm), das ein Materia! hoher elektrischer Leitfahigkeit 
ist und fQr das Ausbilden eines Schaltungsmuster ver- 
wendet wird, mit Kleber an einer Bearbeitungsbasis 4, 
die aus einer Aluminiumplatte (A5052, Dicke: 20 mm, 
Lange: 100 mm, Breite 80 mm) hergestellt ist, befestigt 
Hier wird als Kleber 3 ein Schaumkleber (3195, herge- 
stellt von Nitto Denko) verwendet 

Der in dem vorstehend beschriebenen ersten Schritt 
hergestellte Anordnungskdrper wird in eine FrSsma- 
schine eingesetzt, und ein Nutbereich 90 (Tiefe: 0,7 mm), 
wie in dem zweiten Schritt von Fig. 6B gezeigt, wird mit 
einem Schaftfr&ser (Bearbeitungsdurchmesser: 1,0 mm) 
ausgebildet AuBerdem wird Epoxy-(VergieB-)-Harz 
(YZ3727/YH3724, hergestellt von Ryoden Kasei), das 
sich bei Raumtemperatur in der Fliissigphase befindet 
in die in dem dritten Schritt von Fig. 6C hergestellte Nut 
(Nutbereich 90) gegossen, und das Harz wird zum Aus- 
harten wahrend 2 Stunden bei einer Temperatur von 
140°C erhitzt. Das flussige Epoxyharz hat eine geringe 
Haftung und kann leicht in den Nutbereich 90 eingefiillt 
werden, und der Schaltungsmusterleiter (Kupfermateri- 
al 1) kann durch Erhitzen des Harzes zum Ausharten 
befestigt und integriert werden. Weiterhin kann durch 
Erhitzen des Harzes in dem in Fig. 6D gezeigten vierten 
Schritt die Haftkraft des Schaumklebers verringert wer- 
den. 

Es ist zu beach ten, daB, obgleich die Beschreibung der 
vorstehend beschriebenen, vorliegenden AusfOhrungs- 
form einen Fall voraussetzt, bei dem das Produkt 3195, 
hergestellt von Nitto Denko, als Schaumkleber verwen- 
det wird, der Schaumkleber nicht auf dieses Produkt 
beschrankt ist und jeder Schaumkleber unter der Bedin- 
gung verwendet werden kann, daB ein Schaumungsmit- 
tel in den Kleber gemischt wird. Das ftir diesen Zweck 
verfagbare Schaumungsmittei umfaBt ein Derivat von 
Diazoamino, Azonitril (wie AIBN), ein Derivat von Azo- 
dicarboxylskure (wie Azodicarboxylsaureamido), Dini- 
tropentamethylentetramin und BenzolmonohydrazoL 

Bei der vorliegenden AusfQhrungsform wird ein 
Schaumkleber als Kleber 3 verwendet, so daB der K6r- 
perabschnitt fOr eine Verdrahtungsanordnung leicht 
von der Bearbeitungsbasis 4 durch Erhitzen des Klebers 
abgetrennt werden kann. 

Als nachstes folgt eine Beschreibung der erfindungs- 
gem&Ben AusfUhrungsform 20. Fig. 16 zeigt die Struk- 
tur eines Materials hoher elektrischer Leitfahigkeit und 
in dieser Figur ist ein Material 10 hoher elektrischer 
Leitfahigkeit ein Qberzogenes Material, das drei Schich- 
ten von Kupf ermaterialien 10a, 10c und ein Eisenmateri- 
al 10b umfaBt. Fig. 17 ist ein Blockdiagramm, das einem 
ersten Schritt (siehe das Herstellungsverfahren 7) in 
Fig. 10A entspricht, bei dem das Material 10 hoher elek- 
trischer Leitfahigkeit, das in Fig. 16 gezeigt ist, verwen- 
det wird und zeigt einen laminierten Anordnungskdr- 
per, der das Material 10 hoher elektrischer Leitfahigkeit 
und die Bearbeitungsbasis 4 umfaBt, die in diesem uber- 
zogenen Aufbau verwendet wird. 

Das Qberzogene Dreischichtenmaterial (hoher elek- 



trischer Leitfahigkeit), das ein ieitfahiges Kupfennateri- 
al 10a (Dicke: 0,5 mm, Lange: 100 mm, Breite: 80 mm), 
ein Kupfermaterial 10c (Dicke: 0,5 mm, Lange: 100 mm, 
Breite: 80 mm) und ein Ieitfahiges Eisenmaterial 10b 
5 (Dicke: 0,5 mm, Lange: 100 mm, Breite: 10 mm) umfaBt, 
wird in eine Frasmaschine eingesetzt, und ein Nutbe- 
reich (Tiefe: 2,0 mm) wird mit einem Schaftfraser (Bear- 
beitungsdurchmesser: 1,0 mm) ausgebildet 
In diesem Schritt wird durch Verwendung eines an- 

io ziehenden Werkzeugs, das Magnetismus verwendet, 
wird das Material 10A hoher elektrischer Leitfahigkeit 
an der oberen Fiache mit einer darin ausgebildeten Nut 
von dem Werkstuck abgetrennt wird das Material 10A 
hoher elektrischer Leitfahigkeit mit einer darin ausge- 

15 bildeten Nut auf eine Bearbeitungsbasis verbracht und 
auBerdem wird Epoxyharz (YZ3272/YH3724, herge- 
stellt von Ryoden Kasei), das sich bei Raumtemperatur 
in der Flussigphase befindet in den Nutbereich das Ma- 
terials 10A hoher elektrischer Leitfahigkeit mit der dar- 

20 in ausgebildeten Nut gegossen, und wird das Harz zum 
Ausharten wahrend 2 Stunden bei einer Temperatur 
von 140°C erhitzt Dann wird wieder unter Verwendung 
eines anziehenden Werkzeugs, bei dem Magnetismus 
verwendet wird, das Material 10B hoher elektrischer 

25 Leitfahigkeit das ein verbleibendes Material mit einer 
darin ausgebildeten Nut ist an der oberen Fiache von 
dem WerkstQck abgetrennt und das Material 10B hoher 
elektrischer Leitfahigkeit mit der darin ausgebildeten 
Nut wird auf einer anderen Bearbeitungsbasis angeord- 

30 net Bei dem nachfolgenden Schritt wird wie bei dem 
vorhergehenden Schritt das Epoxyharz, das sich bei 
Raumtemperatur in der FlQssigphase befindet, in einen 
Nutbereich des Materials 10B hoher elektrischer Leitfa- 
higkeit mit der darin ausgebildeten Nut gegossen, und 

35 das Harz wird zum Ausharten wahrend 2 Stunden bei 
einer Temperatur von 140° C erhitzt und so kann durch 
Wiederholen der vorstehend beschriebenen Arbeits- 
gange eine Vielzahl von Korpern fQr eine Verdrah- 
tungsanordnung erhalten werden (siehe Fig. 10A bis 

40 Fig. 10D wegen der Einzelheiten des Herstellungsver- 
fahrens). 

Es ist zu beachten, daB, obgleich die vorstehend ange- 
gebene Beschreibung der vorliegenden AusfUhrungs- 
form den Fall eines Qberzogenen Dreischichtenmateri- 

45 als voraussetzt die Anordnung nicht notwendigerweise 
auf eine Dreischichtenanordnung beschrankt ist; eine 
Einschichtenanordnung, die einen Magnetkorper um- 
faBt, eine Zweischichtenanordnung, die einen Magnet- 
kdrper umfaBt oder weitere Mehrschichtenanord- 

50 nungskdrper sind zuiassig. Es ist auch zu beachten, daB, 
obgleich die vorstehend angegebene Beschreibung ei- 
nen Fall einer Anordnung voraussetzt, die Schichten 
eines Kupfermaterials, eines Eisenmaterials und eines 
Kupfermaterials in dieser Reihenfolge umfaBt, die An- 

55 ordnung nicht notwendigerweise auf diese beschrankt 
ist und eine Anordnung, die drei Schichten eines Eisen- 
materials, eines Kupfermaterials und eines Eisenmateri- 
als in dieser Reihenfolge umfaBt, ist beispielsweise zu- 
iassig. 

60 Bei der vorliegenden AusfQhrungsform konnen, weil 
ein Eisenmaterial zwischen Kupfermaterialien einge- 
fttgt ist Materialien hoher elektrischer Leitfahigkeit 
voneinander durch Verwendung von Magnetismus ge- 
trennt werden, und als Folge ist ein Verfahren des Tren- 

65 nens der Materialien hoher elektrischer Leitfahigkeit 
ziemlich leicht Weil ein iiberzogenes Dreischichtenma- 
terial als Material hoher elektrischer Leitfahigkeit ver- 
wendet wird, kann die Materialqualit&t nach Notwen- 
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digkeit ausgewthlt werden und verschiedene Arten von scher Leitfahigkeit ist, in eine Frasmaschine eingesetzt, 
Eigenschaften kdnnen einem Kdrper fiir eine Verdrah- und ein Nutbereich (Dicke: 2,0 mm) wird beispielsweise 
tungsanordnung verliehen werden. Beispielsweise ist es mit einem Schaftfraser mit einem Bearbeitungsdurch- 
bei der vorliegenden Ausftthrungsform mdglich, da ein messer von 2J5 mm ausgebildet 
scheinbarer linearer Ausdehnungskoeffizient in dem 5 Bei dieser Ausftthrungsform wird unter der Voraus- 
Materialhoherelektrischer Leitfahigkeit durch die Her- setzung, daB ein Kdrper fiir eine Verdrahtungsanord- 
stellung eines ttberzogenen Materials mit einem Eisen- nung verwendet wird, beispielsweise bei einer 200 Volt 
material und Kupfermaterialien verringert werden Systemwechselrichtersteuereinheit, ein Isolierbereich 
kann, ein dickes Leitersubstrat mit einer hohen Bestan- fiir einen Leiter auf 2£ mm eingestellt, und ein Schaft- 
digkeit gegen einen Warmezyklus auszubilden, und in 10 fraser mit einem Bearbeitungsdurchmesser von 2,5 mm 
dem Fall der Kombination eines Alummiummaterials wird verwendet Dann wird Epoxyharz 
und eines Eisenmaterials ist es m6glich, einen Alumini- (YZ3272/YZ3724, hergestellt von Ryoden Kasei), das 
umdraht direkt zu verbinden, so daB das Aufbringen des sich bei Raumtemperatur in der Flttssigphase befmdet, 
Chips oder dergleichen in dem Fall einer Molybdanplat- in den in dem vorstehend angegebenen Bearbeitungs- 
te mdglich ist 15 schritt ausgebildeten Nutbereich gegossen, das Harz 
Als nachstes folgt eine Beschreibung der erfindungs- wird zum Ausharten wahrend 2 Stunden bei der Tempe- 
gemaBen Ausfuhrungsform 21. Bei dem Verfahren der ratur von 140° C erhitzt und ein Kdrper fur eine Ver- 
Herstellung eines erfmdungsgemaBen Kdrpers fur eine drahtungsanordnung wird durch Schneiden des bearbei- 
Verdrahtungsanordnung wird zuerst ein Kupfermateri- teten Materials in einer Ebene rechtwinklig zu der Tie- 
al 22 (Dicke: 0,1 nun, Unge: 60 mm, Breite: 20 mm), das 20 fenrichtung des Nutbereichs an einer Stelle 1,00 mm 
ein Material hoher elektrischer Leitfahigkeit ist und zur von der Bearbeitungsrandflache entfernt geschnitten* 
Ausbildung eines Schaltungsmusters verwendet wird, Bei der vorliegenden Erfindung wird die Bearbeitung 
eine AnschluBbasis 20 und Muttern 21a, 21b zum Befe- zur Ausbildung einer Nut mit einem spanabhebenden 
stigen an einer Bearbeitungsbasis, die aus einer Alumini- Werkzeug mit einem Bearbeitungsdurchmesser gleich 
umplatte hergestellt ist, mit einem doppelseitigen Kle- 25 dem Isolierbereich durchgefuhrt so daB die Bearbei- 
bematerial angeklebt und befestigt Die Abmessungen tung zur Ausbildung einer Nut effizient mit weniger 
fttr die Bearbeitungsbasis sind Dicke: 20 mm, Lange: Energie durchgefuhrt werden kann. AuBerdem ist, wen n 
100 mm und Breite: 80 mm und ein doppelseitiges Kle- eine an dem Kdrper fur eine Verdrahtungsanordnung 
bematerial (Nr. 1650, hergestellt von Three Bonds) wird angelegte Spannung gering ist, der Isolierbereich klein, 
fiir das Verkleben verwendet 30 beispielsweise 1,0 mm oder 0,5 mm, aber wenn ein span- 
Das in dem vorstehend angegebenen Schritt herge- abhebendes Werkzeug mit einem Bearbeitungsdurch- 
stellte Bearbeitungsmaterial wird in eine Frasmaschine messer gleich einem erforderlichen Isolierbereich ver- 
eingesetzt und ein Nutbereich (Tiefe: 2,0 mm) wird darin wendet wird, kann der Schritt zum Ausbilden einer Nut 
mit einem Schaftfraser (Bearbeitungsdurchmesser: effizienter durchgeftthrt werden. 
1,0 mm) ausgebildet AuBerdem wird Epoxyharz 99 35 Als nachstes folgt eine Beschreibung der erfindungs- 
(YZ3272/YZ3724, hergestellt von Ryoden Kasei), das gemaBen Ausfuhrungsform 23. Fig. 19 ist ein FlieSdia- 
sich bei Raumtemperatur in der Flttssigphase befindet, gramm, das die Arbeitsvorgange zur Einstellung eines 
in den wie vorstehend angegeben ausgebildeten Nutbe- spanabhebenden Werkzeugs und einen Bearbeitungs- 
reich gegossea In dem Schritt, in dem das Epoxyharz 99 weg in dem Fall der Herstellung des bei jeder der vor- 
eingegossen wird, sind erforderliche Teile (wie die An- 40 stehend beschriebenen Ausftthrungsformen gezeigten 
schluBbasis 20, die Befestigungsmuttern 21a, 21b) darin Kdrpers fUr eine Verdrahtungsanordnung zeigt. 
vorgesehen worden, und das Epoxyharz wird zum Aus- Zuerst wird ein Kupfermaterial (Dicke: 20 mm, Lan- 
harten wahrend 2 Stunden bei der Temperatur von ge: 100 mm, Breite: 80 mm), das ein Material hoher elek- 
140°C erhitzt, und dann wird ein Abschnitt des Kdrpers trischer Leitfahigkeit ist in eine Frasmaschine einge- 
fttr eine Verdrahtungsanordnung in dem Bearbeitungs- 45 setzt. Dann werden die Koordinatenwerte fUr die Mit- 
material von der Bearbeitungsbasis entfernt, urn einen tellinie eines in dem Material hoher elektrischer Leitfa- 
Kdrper fur eine Verdrahtungsanordnung zu erhalten. higkeit ausgebildeten Leitermusters (SI) und die Koor- 
Fig. 18A zeigt ein Beispiel des Kdrpers fiir eine Ver- dinatenwerte fiir den Anfangspunkt sowie die Koordi- 
drahtungsanordnung, der gemaB dem vorstehend be- natenwerte fur den Endpunkt auf der Mittellinie spezif i- 
schriebenen Herstellungsverfahren erhalten wurde. 50 ziert (S2) und die spezifizierten Werte werden einem 
Fig. 18B ist ein Schnitt durch den Kdrper ftir eine Ver- Steuerabschnitt einer Frasmaschine eingegeben. Dann 
drahtungsanordnung entlang der Linie A-A' in Fig. 18A. werden die Koordinatenwerte fur die Mittellinie eines 
Bei der vorliegenden Ausfuhrungsform kdnnen Teile, angrenzenden Leitermusters (S3) und die Koordinaten- 
die zur Ausbildung eines Schaltungsmusters erforder- werte f Or den Anfangspunkt sowie die Koordinatenwer- 
lich sind, wie beispielsweise die AnschluBbasis 20 und 55 te fur den Endpunkt auf der Mittellinie spezifiziert(S4). 
die Befestigungsmuttern 21a, 21b, gleichzeitig integriert Dann wird eine Potentialdifferenz zwischen dem Lei- 
und befestigt werden, so daB ein Kdrper fur eine Ver- termuster und dem angrenzenden Leitermuster spezifi- 
drahtungsanordnung effizient ausgebildet werden kann ziert (S5), Daten fttr die Umwandlung zwischen der Po- 
und gleichzeitig die AnschluBbasis 20 und die Befesti- tentialdifferenz und einem Spalt werden ausgelesen (S6) 
gungsmuttern 21a, 21b mit dem in einem Bereichum die 60 und der Durchmesser eines spanabhebenden Werk- 
Teile herum gegossenen Harz befestigt werden kdnnen, zeugs entsprechend der Potentialdifferenz wird einge- 
und aus diesem Grund kann ein anschlieBender Schritt stellt (S7> Dann wird das Berechnen von Koordinaten- 
zur Befestigung der Teile weggelassen werden, was wie- werten fttr den Anfangspunkt fttr die Bearbeitung (S8), 
derum zu einer Verbesserung der Bearbeitbarkeit fuhrt ein Berechnen von Koordinatenwerten fttr den End- 
Als nachstes folgt eine Beschreibung der erfindungs- es punkt fiir die Bearbeitung (S9) sowie ein Berechnen von 
gemaBen Ausfuhrungsform 22. Bei der Ausftthrungs- Koordinatenwerten fttr einen Bearbeitungsweg (S10) 
form 22 wird ein Kupfermaterial (Dicke: 20 mm, Lange: durchgefuhrt Weiterhin wird ein spanabhebendes 
100 mm, Breite: 80 mm), das ein Material hoher elektri- Werkzeug automatisch eingestellt (SI I) und eine auto- 
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matische Bearbeitung von Koordinatenwerten fur den 
Anfangspunkt zum Bearbeiten zu Koordinatenwerten 
far den Endpunkt wird durchgefahrt (S12). Nachdem 
das automatische Bearbeiten beendet worden ist, be- 
wegt sich die Systemsteuerung wieder zu dera nachsten 
Schritt (S13), und indem das gleiche Verfahren wieder- 
holt wird, werden alle Leiter-(Schaltungs)- Muster end- 
giiltig ausgebildet Es ist zu beachten, daB in einem Fail, 
bei dem die Systemsteuerung zu dem nachsten Schritt 
ttbergeht, ein Bearbeitungsweg, der abgearbeitet wor- 
den ist, ntcht als auszuwahlender Gegenstand angese- 
hen wird, so daB selbstverstandlich ein weiteres Leiter- 
(Schaltungs)-Muster ausgew&hlt wird. 

Bei der vorliegenden Ausfahrungsform werden der 
Durchmesser eines spanabhebenden Werkzeugs und 
ein Bearbeitungsweg automatisch eingestellt und das 
Bearbeiten wird durchgefahrt, so daB ein gewunschtes 
Schaltungsmuster in dem Kdrper fur eine Verdrah- 
tungsanordnung gemaB jeder der vprstehend beschrie- 
benen Ausfuhrungsformen effizient erhalten werden 
kann. 

Als nachstes folgt eine Beschreibung der erfindungs- 
gemaBen Ausfahrungsform 24. Fig. 20 ist ein FlieBdia- 
gramm, das die Arbeitsvorgange zum Einstellen eines 
HarzgieBwegs in dem Fall der Herstellung des bei jeder 
der vorstehend beschriebenen Ausfuhrungsformen ge- 
zeigten Kdrpers fur eine Verdrahtungsanordnung zeigt 
Es ist zu beachten, daB die Arbeitsgange von Schritt S21 
bis Schritt S28 die gleichen sind, wie jene von Schritt SI 
bis Schritt S10, die in Fig. 19 gezeigt sind, so daB deren 
Beschreibung hier weggelassen wird. Nach dem Ar- 
beitsgang in Schritt S28 werden Koordinatenwerte ftlr 
den Verfahrweg eines spanabhebenden Werkzeugs so- 
wie Koordinatenwerte fur den Anfangspunkt und Koor- 
dinatenwerte fur den Endpunkt berechnet (S29) und das 
automatische Bearbeiten wird durchgefuhrt (S30). Dann 
geht sich die Systemsteuerung zu den nachsten Bearbei- 
tungsschritt (S31) Qber, und das Ausbilden einer Nut 
wird beendet (S32). Dann wird mit dem GieBen des 
Harzes begonnen (S33) und das GieBen des Harzes wird 
beendet (S34) und eine Reihe von Arbeitsgangen, wie 
vorstehend beschrieben, ist beendet 

Bei der vorliegenden Ausftthrungsform wird durch 
Speichern von Koordinatenwerten fur den Anfangs- 
punkt, wenn ein spanabhebendes Werkzeug verfahren 
wird, die Koordinatenwerte fur den Endpunkt und die 
Koordinatenwerte far einen halben Verfahrweg, der 
Verfahrweg einer GieBdttse eines Abgabegerats gemSB 
den vorstehend beschriebenen Daten gesteuert, so daB 
die Eingabe von Koordinatenwerten ftir eine Stelle zum 
GieBen an dem Spitzenbereich des Abgabegerats zum 
GieBen von Harz weggelassen wird, was wiederum zu 
einer Effizienz des Vorgangs des HarzgieBens ftthrt. 

Als nachstes folgt die Beschreibung der erfindungsge- 
maBen Ausfahrungsform 25. Fig. 21 ist eine Eriaute- 
rungszwecken dienende Ansicht, die ein Beispiel zeigt, 
bei dem ein Kdrper far eine Verdrahtungsanordnung 50 
mit einer Leiterplatte 51 elektrisch verbunden wird, 
nachdem der Kdrper fur eine Verdrahtungsanordnung 
50 gemaB dem in jeder der vorstehend beschriebenen 
Ausfuhrungsformen gezeigten Herstellungsverfahren 
hergestellt ist Der Kdrper fttr eine Verdrahtungsanord- 
nung 50 und die Leiterplatte 51 werden mechanisch an- 
einander befestigt und elektrisch miteinander verbun- 
den. Das mechanische Befestigen eines Kdrpers fOr eine 
Verdrahtungsanordnung 50 an einer Leiterplatte 51 
kann durch Verschrauben, Verkleben, Verldten oder 
dergleichen durchgefahrt werden. Auch das elektrische 
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Verbinden eines Kdrpers fttr eine Verdrahtungsanord- 
nung 50 an einer Leiterplatte 51 kann durch Ldten oder 
Verkleben mit einem leitfahigen Klebematerial durch- 
gefahrt werden. Es ist zu beachten, daB sich in dieser 
Figur ein mit Harz gefOllter Abschnitt mit dem Bezugs- 
zeichen 54a und ein Isolator mit dem Bezugszeichen 54b 
bezeichnet ist 

Bei der vorliegenden Ausfahrungsform wird ein dttn- 
ner Leiter an einem Abschnitt mit schwachem Strom 
wie einem Steuerabschnitt verwendet und ein feines 
Leitermuster 52 wird als Leiterplatte 51 mittels Atzen 
ausgebildet, so daB die Abmessungsgenauigkeit bei dem 
Ausbilden eines Musters verbessert ist und ein Ab- 
schnitt starken Stroms wird an einen Kdrper fur eine 
Verdrahtungsanordnung 50 angebracht, der durch Ver- 
besserung der Genauigkeit des vorstehend beschriebe- 
nen dicken Materials hoher elektrischer Leitfahigkeit 
ausgebildet ist und eine Hochprazisions- Leiterplatte 
kann sowohl fttr ein feinen Muster (Leitermuster 52) als 
auch ein Muster fOr einen starken Strom (Leitermuster 
53) ausgebildet werden, indem die beiden elektrisch mit- 
einander verbunden werden. 

Als nachstes folgt eine Beschreibung der erfindungs- 
gemaBen Ausfahrungsform 26. Fig. 22 ist eine Er&ute- 
rungszwecken dienende Ansicht unter Darstellung ei- 
nes Beispiels, daB ein Kdrper fur eine Verdrahtungsan- 
ordnung 55 elektrisch mit einer Leiterplatte 56 verbun- 
den wird, nachdem der Kdrper fttr eine Verdrahtungs- 
anordnung 55 mit dem bei jeder der vorstehend be- 
schriebenen Ausftthrungsformen gezeigten Herstel- 
lungsverfahren hergestellt worden ist In der Fig. be- 
zeichnet das Bezugszeichen 57 einen vorstehenden Be- 
reich eines Leitermusters, der ein Material hoher elek- 
trischer Leitfahigkeit ist Bei der vorliegenden Ausfah- 
rungsform wird in einem Fall, in dem die Leiterplatte 56 
und der Kdrper fttr eine Verdrahtungsanordnung 55 
elektrisch miteinander verbunden werden, die Leiter- 
platte 56 getrennt von dem Kdrper fttr eine Verdrah- 
tungsanordnung 55 jeder an seiner Stelle hergestellt und 
mechanisch miteinander befestigt Der von dem Kdrper 
fttr eine Verdrahtungsanordnung 55 vorstehende Be- 
reich 57 wird als AnschluB verwendet und eine Leitung 
wird damit verbunden oder eine AnschluBbasis wird 
damit verbunden. Es ist zu beachten, daB sich in der 
Figur bezeichnet ein Widerstand mit dem Bezugszei- 
chen 58, ein Draht zum Verbinden eines Leitermusters 
und eines unbestttckten Chips mit dem Bezugszeichen 
59, ein mit Harz gefttllter Abschnitt mit dem Bezugszei- 
chen 61, ein Leitermuster mit dem Bezugszeichen 62, ein 
Isolator mit dem Bezugszeichen 63 und ein Leitermu- 
ster mit dem Bezugszeichen 64 bezeichnet werden. 

(Durch die Ausfahrungsform 26 bewirkte Wirkungen) 
Bei der vorliegenden Ausfahrungsform ist ein vorste- 
hender Bereich 57 an dem Bereich des Leitermusters in 
dem Kdrper fur eine Verdrahtungsanordnung 55 vorge- 
sehen und wird als AnschluB verwendet, so daB ein Be- 
reich, bei dem der Kdrper fttr eine Verdrahtungsanord- 
nung 55 und die Leiterplatte 56 angewendet werden 
kdnnen, grdBer ist und auch die Anzahl der erforderli- 
chen Teile verringert werden kann. 

Als nachstes folgt eine Beschreibung der erfindungs- 
gemaBen Ausfahrungsform 27. Fig. 23 ist eine Erlaute- 
rungszwecken dienende Ansicht unter Darstellung ei- 
nes Beispiels, daB die warmeabgebenden Teile direkt 
und elektrisch mit einem dicken Material hoher elektri- 
scher Leitfahigkeit verbunden sind, das den Kdrper fttr 
eine Verdrahtungsanordnung 65 bildet, und in der Figur 
bezeichnet das Bezugszeichen 73 einen unbestttckten 
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Chip als warmeabgebendes TeiL Das Material hoher 
elektrischer Leitfahigkeit besitzt normalerweise eine 
hohe thermische Leitfahigkeit, so daB, selbst wenn war- 
meabgebende Teile direkt damit verbunden sind, die 
Warme schnell und umfangreich fiber den Leiter weiter- 
geJeitet werden kann und dessen Abstrahlungsfahigkeit 
sichergestellt werden kann. 

Der unbestttckte Chip 73 wird namlich an dem Leiter- 
muster 69, das ein Material hoher elektrischer Leitfahig- 
keit ist mittels Ldten angebracht, und auch eine Leiter- 
platte 66, die mit dem Leitermuster 69 des Kdrpers fur 
eine Verdrahtungsanordnung 65 elektrisch zu verbin- 
den ist, wird zuvor hergestellt, und dann werden die 
Leiterplatte 66 und der Kdrper far eine Verdrahtungs- 
anordnung 65 mittels eines Aufschmelzldtverfahrens 
miteinander elektrisch verbunden. In einem Abschnitt 
fttr einen starken Strom, kann ein Strom daran unter 
Verwendung des Kdrper fur eine Verdrahtungsanord- 
nung 65 angelegt werden. Es ist zu beachten, daB ein 
Isolator mit dem Bezugszeichen 67, ein Leitermuster mit 
dem Bezugszeichen 68, ein Widerstand mit dem Bezugs- 
zeichen 70, ein mit Harz geftillter Abschnitt mit dem 
Bezugszeichen 7! und ein Draht zum Verdrahten mit 
dem Bezugszeichen 72 bezeichnet werden. 

Bei der vorliegenden Ausftthrungsform ist ein War- 
meverteiler in einem Unterbringungsbereich eines un- 
bestuckten Chips 73 in dem Abschnitt fttr einen starken 
Strom nicht erforderlich, was es ermdglicht, die Anzahl 
von Teilen zu verringern. 

Als nachstes folgt eine Beschreibung der erfindungs- 
gemaBen Ausfuhrungsform 28. Fig. 24A zeigt ein Bei- 
spiel, daB ein Kdrper fur eine Verdrahtungsanordnung 
75 gegossen wird. In der Figur bezeichnet das Bezugs- 
zeichen 79 ein GieBmateriaL Nachstehend wird das Gie- 
Ben fur den Kdrper fttr eine Verdrahtungsanordnung 
beschrieben. 

Ein Kupfermaterial (Dicke: 20 mm, Lange: 100 mm, 
Breite: 80 mm), das ein Material hoher elektrischer Leit- 
fahigkeit ist, wird in eine Frasmaschine eingesetzt, und 
ein Nutbereich (Tiefe: 2,0 mm) wird mit einem Schaft- 
fraser (Bearbeitungsdurchmesser: 1,0 mm) ausgebildet. 
AuBerdem wird Epoxyharz (YZ3727/YH3724, herge- 
stellt von Ryoden Kasei), das bei Raumtemperatur in 
der FIttssigphase ist, in den darin ausgebildeten Nutbe- 
reich gegossen und das Harz wird zum Ausharten wah- 
rend zwei Stunden bei einer Temperatur von 140° c er- 
hitzt. Das bearbeitete Material wird mit einer Ebene 
rechtwinklig zu der Tiefenrichtung des Nutbereichs an 
einer Stelle 1,00 mm von der Bearbeitungsrandfiache 
entfernt geschnitten. 

Dann wird gemaB Darstellung in Fig. 24A eine Lei- 
terplatte 76, die mit einem Leitermuster 80 des Kdrpers 
fttr eine Verdrahtungsanordnung 75 elektrisch zu ver- 
binden ist, vorher hergestellt, die Leiterplatte 76 und der 
Kdrper fttr eine Verdrahtungsanordnung 75 werden 
miteinander mittels eines Aufschmelzldtverfahrens 
elektrisch verbunden und Teile (ein unbestttckter Chip 
84 oder andere) werden dort eingebaut. Dann werden 
die Leiterplatte 76 und der Kdrper fur eine Verdrah- 
tungsanordnung 75 mittels eines GieBmaterials 79 ge- 
gossen. Es ist zu beachten, daB mit dem Bezugszeichen 
77 ein Isolator, mit dem Bezugszeichen 78 ein Leitermu- 
ster, mit dem Bezugszeichen 81 ein Widerstand, mit dem 
Bezugszeichen 82 ein mit Harz geffillter Bereich und mit 
dem Bezugszeichen 83 ein Draht zum Verdrahten be- 
zeichnet werden. 

Bei der vorliegenden Ausftthrungsform wird gemafl 
Darstellung in Fig. 24B einem Substrat durch GieBen 



Steifigkeit mit einem GieBmaterial 79 verliehen und ein 
Verwerfen in dem Substrat kann dadurch verringert 
werden, was es mdglich macht, einen sehr zuveriassigen 
Kdrper fttr eine Verdrahtungsanordnung 75 sowie eine 

5 Leiterplatte 76 auszubildea 

Es ist zu beachten, daB ein Kdrper fttr eine Verdrah- 
tungsanordnung und ein Verfahren zu dessen Herstel- 
lung und eine Leiterplatte, bei der der erfindungsgema- 
Be Kdrper fttr eine Verdrahtungsanordnung verwendet 

io wird, nicht auf jene beschrankt sind, die in jeder der 
vorstehend beschriebenen Ausftthrungsformen offen- 
bart sind, sondern zahlreiche Modifikationen innerhalb 
des Umfangs der Ansprttche durchgeftthrt werden kdn- 
nea Nachstehend wird jede Ausfuhrungsform beschrie- 

15 ben. 

Bei der Ausftthrungsform 1 setzt deren Beschreibung 
ein Beispiel einer Form der Leiterplatte in Fig. 1A vor- 
aus, die Form des Leitermusters ist jedoch nicht auf die 
vorstehend beschriebene Form beschrankt und zahlrei- 

20 che Modifikationen sind innerhalb des Umfangs der An- 
sprttche mdglich. Die Beschreibung setzt auch einen Fall 
voraus, bei dem die Dicke des Leiters 20 mm betragt, 
dessen Dicke ist jedoch nicht auf 20 mm beschrankt, und 
ein dickerer oder dttnnerer Leiter als der vorstehend 

25 beschriebene ist innerhalb des Umfangs der Ansprttche 
zuiassig. 

Bei der Ausftthrungsform 2 setzt deren Beschreibung 
ein Beispiel voraus, bei dem eine Basis an dem unteren 
Abschnitt des Kdrpers fttr eine Verdrahtungsanordnung 

30 befestigt ist, sie ist jedoch nicht auf dieses Beispiel be- 
schrankt, und die Basis kann an irgendeinem Teil einer 
oberen Flache oder sowohl der oberen als auch der 
unteren Flache oder einem Bereich irgendeiner Flache 
davon befestigt werden. 

35 Bei der Ausftthrungsform 3 setzt deren Beschreibung- 
ein Beispiel voraus, bei dem der obere Abschnitt des 
Kdrpers fttr eine Verdrahtungsanordnung uberzogen 
ist, das Material ist jedoch nicht auf dieses Beispiel be- 
schrankt, und das Beschichten kann auf irgendeinem 

40 Teil einer oberen Flache oder sowohl einer oberen als 
auch einer unteren Flache oder einem Bereich irgendei- 
ner Flache davon durchgeftthrt werden. 

Bei der Ausftthrungsform 4 setzt deren Beschreibung 
ein Beispiel voraus, bei dem ein Kupfermaterial als Ma- 

45 terial hoher elektrischer Leitfahigkeit verwendet wird, 
sie ist jedoch nicht nicht auf das Kupfermaterial be- 
schrankt, und jedes andere Material wie Messing, Kup- 
ferlegierung, Aluminium sowie Aiuminiumlegierung, Ei- 
sen und eine Legierung auf der Basis von Eisen, Zink 

50 sowie eine Zinklegierung, Silber sowie eine Legierung 
auf der Basis von Silber und Gold sowie eine Legierung 
auf der Basis von Gold kdnnen innerhalb des Umfangs 
der Ansprttche verwendet werden. 
Bei der Ausfuhrungsform 5 setzt deren Beschreibung 

55 ein Beispiel voraus, bei dem ein doppelseitiges Klebe- 
material als Kleber verwendet wird, sie ist jedoch nicht 
auf das doppelseitige Klebematerial beschrankt, und je- 
des andere Material wie Kleber auf der Basis von 
Epoxy, Kleber auf der Basis von Acryl und Kleber auf 

60 der Basis von HeiBschmelze und ein Kleber auf der 
Basis von Kautschuk kdnnen verwendet werden. 

Bei der Ausftthrungsform 6 setzt deren Beschreibung 
einen Fall voraus, bei dem zwei Stttcke von Leitern dort 
als eine Anzahl von Leitern angegeben sind, die Anzahl 

65 der Leiter ist jedoch nicht auf zwei Stttcke beschrankt 
und jede Anzahl wie drei Stttcke oder vier Stttcke oder 
mehr innerhalb eines praktischen Bereichs ist ohne Be- 
schrankung innerhalb des Umfangs der Ansprttche zu- 
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lassig. 

Bei der Ausfflhrungsform 7 setzt deren Beschreibung 
ein Beispiel voraus, bei dem drei Schichten als Material 
verwendet werden, aber selbst wenn zwei Schichten 
oder mehr Schichten verwendet werden, kfinnen die 5 
gleichen Wirkungen wie vorstehend beschrieben erzielt 
werdea 

Bei der AusfOhrungsform 8 setzt deren Beschreibung 
ein Beispiel von Polyamid als Harzmaterial voraus, aber 
das Harzmaterial ist nicht auf Polyamid beschrankt, je- 10 
des andere Harz und fast alle Arten von Kunststoff wie 
PBT, Phenol, Polyethylen und Polypropylen kdnnen 
verwendet werdea 

Bei der AusfOhrungsform 9 setzt deren Beschreibung 
ein Beispiel von Aluminium als leicht bearbeitbares Ma- 15 
terial voraus, das leicht bearbeitbare Material ist jedoch 
nicht auf Aluminium beschrankt und jedes leicht bear- 
beitbare Material wie Messing oder Eisen kann verwen- 
det werdea 

Bei der AusfOhrungsform 10 setzt deren Beschrei- 20 
bung ein Beispiel einer Dreischichtenstruktur voraus, 
die Struktur ist jedoch nicht auf die Dreischichtenstruk- 
tur beschrankt und Zweischichten- oder Vierschichten- 
oder eine Struktur mit noch mehr Schichten ist zulassig. 

Bei der AusfOhrungsform 11 setzt deren Beschrei- 25 
bung ein Beispiel eines doppelseitigen Plattenmaterials 
voraus, das miteinander flber ein Durchgangsloch ver- 
bunden ist, sie ist jedoch ist nicht auf dieses Beispiel 
beschrankt, und jede andere Mehrschichtenplatte kann 
verwendet werden. 30 

Bei der AusfOhrungsform 12 setzt deren Beschrei- 
bung ein Beispiel von fflnf Schichten voraus, die jeweils 
ein doppelseitiges Plattenmaterial umfassen, das mitein- 
ander Ober ein Durchgangsloch verbunden ist, sie ist 
jedoch nicht auf dieses Beispiel beschrankt und alle mit 33 
zwei oder mehr Schichten sind zulassig. 

Bei der AusfOhrungsform 13 setzt deren Beschrei- 
bung ein Beispiel von fOnf Schichten eines doppelseiti- 
gen Plattenmaterials voraus, das miteinander Ober ein 
Durchgangsloch und einen dicken Leiter 53 verbunden 40 
ist, sie ist jedoch nicht auf dieses Beispiel beschrankt, 
und eine oder mehr Schichten in jeder der Platten sind 
zulassig. 

Bei der AusfOhrungsform 14 setzt deren Beschrei- 
bung ein Beispiel von Polypropylen als Material fOr eine 45 
Basis voraus, das Material fflr die Basis ist jedoch nicht 
auf Polypropylen beschrankt und jedes andere Material 
wie Material auf der Basis von Polyolefin wie Polyethy- 
len, Material auf der Basis von Silicon oder Material auf 
der Basis von Teflon kann innerhalb des Umfangs der 50 
Ansprflche verwendet werdea 

Bei der AusfOhrungsform 16 setzt deren Beschrei- 
bung ein Beispiel eines Entformungsmittels auf der Ba- 
sis von Silicon als Entformungsmittel voraus, aber das 
Entformungsmittel ist jedoch nicht auf das Entfor- 55 
mungsmittel auf der Basis von Silicon beschrankt, und 
jedes andere Material, wie ein Material auf der Basis 
von Fett, ein Material auf der Basis von Teflon oder ein 
Material auf anorganischer Basis, kann innerhalb des 
Umfangs der Ansprflche verwendet werdea 60 

Bei der AusfOhrungsform 17 setzt deren Beschrei- 
bung ein Beispiel von Araldite AV138/HV998 als Kle- 
ber voraus, der Kleber ist jedoch nicht auf Araldite 
AV138/HV998 beschrankt, und jedes andere Material 
wie ein Kleber auf der Basis von Acryl, ein anderer 65 
Kleber auf der Basis von Epoxy, ein Kleber auf der Basis 
von Kautschuk und ein Kleber auf der Basis einer HeiB- 
schmelze kann innerhalb des Umfangs der Ansprflche 
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verwendet werden. 

Bei der Ausfflhrungsform 18 setzt deren Beschrei- 
bung ein Beispiel von KE1204 (hergestellt von Shin'etsu 
Kagaku) als Kleber voraus, der Kleber ist jedoch nicht 
auf KE1204 (hergestellt von Shin'etsu Kagaku) be- 
schrankt, und jedes Material mit solchen Eigenschaften, 
daB die Haftkraft zwischen Metallmaterialien oder ei- 
nem Metallmaterial und einem Harzmaterial vor der 
Aushartung groB ist und die Haf tung zwischen dem Kle- 
ber und dem Epoxyharz nach der Aushartung geringer 
wird, ist innerhalb des Umfangs der Ansprflche zulassig. 

Bei der AusfOhrungsform 19 setzt deren Beschrei- 
bung ein Beispiel von 3195 (hergestellt von Nitto Den- 
ko) als Schaurakleber voraus, der Schaumkleber ist je- 
doch nicht auf 3195 (hergestellt von Nitto Denko) be- 
schrankt, und jeder Kleber, bei dem die Haftkraft durch 
Bearbeitung zum Schaumen bemerkenswert verringert 
wird, ist zulassig. 

Bei der Ausfflhrungsform 20 setzt deren Beschrei- 
bung ein Beispiel von Kupfer-Eisen-Kupfer in dieser 
Reihenfolge als Material fflr eine flberzogene Struktur 
voraus, die Oberzogene Struktur ist jedoch nicht auf 
dieses Beispiel beschrankt, und als Material fflr die 
Struktur kann beispielsweise irgendeines wie Messing, 
Kupferlegierung, Aluminium sowie Aluminiumlegie- 
rung, Eisen sowie eine Legierung auf der Basis von Ei- 
sen, Zink sowie eine Zinklegierung, Silber sowie eine 
Legierung auf der Basis von Silber, Gold sowie eine 
Legierung auf der Basis von Gold und Molybdan ver- 
wendet werdea 

Bei der AusfOhrungsform 21 setzt deren Beschrei- 
bung ein Beispiel voraus, bei dem eine AnschluBbasis, 
eine Befestigungsmutter und ein Leitermuster gleichzei- 
tig mit Harz gefflllt werdea sie ist jedoch nicht auf 
dieses Beispiel beschrankt, und andere Teile kdnnen 
gleichzeitig in Isolierharz eingebettet oder mit Harz be- 
festigt werdea 

Wie aus der vorstehend angegebenen Beschreibung 
klar ersichtlich ist, kann erfindungsgemafi ein dicker 
Leiter genau ausgebildet werden, so daB eine Hochpra- 
zisionsleiterplatte fflr die Anlegung eines starken 
Stroms ausgebildet werden kann, und auch die Verbin- 
dung zwischen der Leiterplatte und einem Steuersub- 
strat wird leicht durchgefflhrt, so daB eine Leiterplatte 
mit einem darin integrierten feinen Muster leicht ausge- 
bildet werden kana Auflerdem kann bei einem erfin- 
dungsgemaBen Hersteilungsverfahren durch Aufbrin- 
gen eines besonderen doppelseitigen Klebematerials ei- 
ne Leiterplatte mit hoher Bearbeitbarkeit hergestellt 
werdea was es wiederum ermdglicht, verschiedene Ar- 
ten von Produkten mit einem kleinen Los herzustellen 
sowie eine Automatisierung, Arbeitsersparnis und die 
Herstellung einer Leiterplatte mit einer kleinen Anzahl 
von Teilen zu erreichea 

Wie vorstehend beschrieben wird bzw. werden bei 
dem KCrper fflr eine Verdrahtungsanordnung gemaB 
einer erfindungsgemaBen Ausfflhrungsform ein oder ei- 
ne Vielzahl von Schaltungsmusterleiter(n), der bzw. die 
jeweils zu einer vorbestimmten Form ausgebildet und 
mechanisch miteinander mittels Isolierharz verbunden 
sind, vorgesehen, und die Schaltungsmuster sind auf 
zwei Flachen davon ausgebildet, so daB das Schaltungs- 
muster eine hohe Genauigkeit aufweist, ein Steuerstrom 
und ein starker Strom daran angelegt werden kOnnen 
und der Einbau mit einer kleinen Anzahl von Teilen 
durchgefflhrt werden kann. Auch kann ein gewtinschtes 
Schaltungsmuster ausgebildet werden, jeder Schal- 
tungsleiter wird voneinander isoliert und gleichzeitig 
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kdnnen die Schaltungsleiter monolithisch ausgebildet 
werden, und aus diesem Grund wird die elektrische Ver- 
bindung zwischen der oberen Flache und der unteren 
Flache eines Kdrpers fQr eine Verdrahtungsanordnung 
leichter. 

Bei dem Kdrper fttr eine Verdrahtungsanordnung ge- 
maB einer weiteren erfindungsgemaBen AusfQhrungs- 
form wird eine Isolierbasis an einer von zwei Fiachen 
angeklebt, an denen die Schaltungsmuster ausgebildet 
sind, so daB die Steifigkeit des Kdrpers fur eine Ver- 
drahtungsanordnung verbessert werden kann und eine 
der Fiachen des Kdrpers fur eine Verdrahtungsanord- 
nung kann unter Verwendung einer Befestigungsisolier- 
basis isoliert werden, was es mdgiich macht, daB sie 
wirksam mit einer an eine leitfahigen Strahlungsrippe 
oder dergleichen in Beruhrung gebracht und daran be- 
festigt werden kann. 

Bei dem Kdrper filr eine Verdrahtungsanordnung ge- 
maB einer weiteren erfindungsgemaBen Ausfuhrungs- 
form wird ein Isoiieruberzug auf eine oder beide von 
zwei Fiachen aufgebracht, an denen die Schaltungsmu- 
ster ausgebildet werden, so daB die Isolierung des Kdr- 
pers fur eine Verdrahtungsanordnung weiter verbessert 
werden kann, und ein Verbindungsbereich durch Ldten 
kann gesteuert werden und weiterhin kann die Feuch- 
tigkeitsbestandigkeit verbessert werdea 

Bei dem Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers fur 
eine Verdrahtungsanordnung gemaB einer weiteren er- 
findungsgemaBen Ausftthrungsform wird der Kdrper 
ftir eine Verdrahtungsanordnung nicht durch Seitenat- 
zen beeintrachtigt wie in einem Fall, in dem das Muster 
durch Atzen eines Kupfermaterials ausgebildet wird, 
kann die Abmessungsgenauigkeit bei der Ausbildung 
eines Schaltungsmusters besser sein und kann ein Nut- 
bearbeiten leicht durchgefuhrt werden, was es mdgiich 
macht, ein gewunschtes Schaltungsmuster auszubilden. 
AuBerdem wird Epoxyharz in den in dem Kupfermateri- 
al ausgebildeten Nutbereich injiziert, kdnnen die Schal- 
tungsmuster, die jeweils einer Nutbearbeitung durch 
Schneiden der vorstehend beschriebenen bearbeiteten 
Werkstttcke mit einer senkrechten Flache zu der Tief en- 
richtung des Nutbereichs unterzogen worden sind, mo- 
nolithisch in einem stabilen Zustand ausgebildet wer- 
den, so daB die Muster nicht auseinanderfallen und de- 
ren Lageverschiebung me auftritt, kdnnen Leitermuster, 
die jeweils einer Nutbearbeitung unterzogen und von 
den Umfangsleitern abgetrennt worden sind, dadurch 
als Schaltungsmuster isoliert und gleichzeitig monoli- 
thisch durch deren Integrieren durch Verkleben ausge- 
bildet werden, was es mdgiich macht, einen Kdrper fUr 
eine Verdrahtungsanordnung zu erhalten, an dem ein 
starker Strom angelegt werden kann. 

Das Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers fur eine 
Verdrahtungsanordnung gemafl einer weiteren erfin- 
dungsgemaBen Ausfuhrungsform umfaBt einen Schritt 
des Anklebens oder Befestigens des Materials hoher 
elektrischer Leitfahigkeit an der Bearbeitungsbasis und 
einen Schritt des Abtrennens des Materials hoher elek- 
trischer Leitfahigkeit von der Bearbeitungsbasis, so daB 
das Kupfermaterial und die Bearbeitungsbasis mitein- 
ander mittels eines Klebers verbunden sind, und aus 
diesem Grund kdnnen die Bearbeitungsbasis und der 
Abschnitt des Kdrpers fQr eine Verdrahtungsanordnung 
leicht voneinander getrennt werden, was es mdgiich 
macht, dessen Bearbeitbarkeit zu verbessern. 

Das Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers fttr eine 
Verdrahtungsanordnung gemaB einer weiteren erfin- 
dungsgemaBen Ausfilhrungsform umfaBt einen Schritt 
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des Anklebens oder Befestigens einer Vielzahl von Ma- 
terialien hoher elektrischer Leitfahigkeit der gleichen 
Art oder unterschiedlicher Arten an der Bearbeitungs- 
basis und einen Schritt des Abtrennens des ausgebilde- 
5 ten Materials hoher elektrischer Leitfahigkeit von der 
Bearbeitungsbasis, so daB im Vergleich zu einem Fall, 
bei dem ein Schaltungsmuster ausgebildet wird, indem 
das Material hoher elektrischer Leitfahigkeit auf der 
gesamten Flache davon vorgesehen wird, die Menge der 

io Bearbeitungsgeschwindigkeit verringert werden kann, 
indem das Material hoher elektrischer Leitfahigkeit fQr 
jeden Block vorgesehen wird, und aus diesem Grund 
kann ein Kdrper fQr eine Verdrahtungsanordnung wirk- 
sam hergestellt werden. 

is Bei dem Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers fttr 
eine Verdrahtungsanordnung gemaB einer weiteren er- 
findungsgemaBen Ausftthrungsform wird eine Vielzahl 
von Materialien hoher elektrischer Leitfahigkeit lami- 
niert und miteinander verklebt und ein aus dem Materi- 

20 al hoher elektrischer Leitfahigkeit hergesteliter lami- 
nierter Kdrper wird verwendet, so daB das laminierte 
Material hoher elektrischer Leitfahigkeit an der Bear- 
beitungsbasis angeklebt und befestigt wird, und aus die- 
sem Grund kann eine Vielzahl von Kdrpern fUr eine 

25 Verdrahtungsanordnung wirksam und leicht erhalten 
werden. 

Das Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers fur eine 
Verdrahtungsanordnung gemaB einer weiteren erfin- 
dungsgemaBen Ausfuhrungsform umfaBt die Schritte 

30 des Laminierens und Verklebens einer Vielzahl von Ma- 
terialien hoher elektrischer Leitfahigkeit und einer Viel- 
zahl von Harzplatten miteinander in einem versetzten 
Format, des Anklebens und Befestigen des laminierten 
Materials an der Bearbeitungsbasis, und ein Bereich des 

35 vorstehend beschriebenen Harzes wird bearbeitet, so 
daB dessen Bearbeitbarkeit ausgezeichnet ist und der 
Harzbereich leicht abgetrennt werden kann, was es 
mdgiich macht, dessen Bearbeitbarkeit zu verbessern. 
Das Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers fur eine 

40 Verdrahtungsanordnung gemaB einer weiteren erfin- 
dungsgemaBen Ausfuhrungsform umfaBt die Schritte 
des abwechselnden Laminierens einer Vielzahl von Ma- 
terialien hoher elektrischer Leitfahigkeit und einer Viel- 
zahl von leicht bearbeitbaren Metallplatten und des 

45 Verklebens der Materialien und der Metallplatten mit- 
einander und des Anklebens oder Befestigens des lami- 
nierten Materials an der Bearbeitungsbasis und einen 
Schritt des Abtrennens von leicht bearbeitbaren Metall- 
platten, so daB es mdgiich ist, einen Kdrper fUr eine 

so Verdrahtungsanordnung durch Bearbeiten des in jeder 
Schicht ausgebildeten, leicht bearbeitbaren Bereichs 
leicht abzutrennea 

Das Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers fUr eine 
Verdrahtungsanordnung gemaB einer weiteren erfin- 

55 dungsgemaBen Ausfuhrungsform umfaBt einen Schritt 
des Laminierens und Verklebens einer Vielzahl von Ma- 
terialien hoher elektrischer Leitfahigkeit der gleichen 
Art oder unterschiedlicher Arten miteinander und des 
Anklebens oder Befestigens des laminierten Materials 

eo an der Bearbeitungsbasis, einen Schritt des Abtrennens 
einer oberen Schicht der ausgebildeten, laminierten Ma- 
terialien und des Anklebens oder Befestigens der obe- 
ren Schicht an einer weiteren Bearbeitungsbasis, einen 
Schritt des Abtrennens der weiteren Bearbeitungsbasis, 

65 dann einen Schritt des mehrmaligen Wiederholens einer 
Reihe von Schritten von den vorstehend beschriebenen 
Schritten an, so dafl das Abtrennen des Kdrpers fUr eine 
Verdrahtungsanordnung extrem leichter wird, was es 
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mdglich macht, eine Vielzahl von Kdrpern fflr eine Ver- 
drahtungsanordnung in einem kurzem Zeitraum zu er- 
haltea 

Das Verf ahren zur Herstellung eines Kdrpers f Or eine 
Verdrahtungsanordnung gemaB einer weiteren erfin- 5 
dungsgemaBen Ausfiihrungsform umfaBt einen Schritt 
des Versehens von Leiterplatten auf beiden Flachen mit 
einem Isoliermaterial und des Anklebens eines doppel- 
seitigen Substrats mit den Leiterplatten, die an beiden 
Flachen elektrisch miteinander verbunden sind, flber ein 10 
Durchgangsloch an eine Bearbeitungsbasis, was es mdg- 
lich macht, ein Substrat eines dicken Leiters mit grdBe- 
rer Bestandigkeit gegen einen Warmezyklus auszubil- 
den. 

Das Verf ahren zur Herstellung eines Kdrpers fur eine 15 
Verdrahtungsanordnung gemaB einer weiteren erfin- 
dungsgemaBen Ausfflhrungsform umfaBt einen Schritt 
des Verklebens einer Vielzahl von doppelseitigen Sub- 
straten miteinander, bei denen jeweils Leiterplatten an 
beiden Flachen eines Isoliermaterial vorgesehen sind 20 
und elektrisch miteinander fiber ein Durchgangsloch 
verbunden sind, so daB der Leiter dicker gemacht wer- 
den kann, ein starker Strom elektrisch daran angeiegt 
werden und gleichzeitig kann ein Substrat eines dicken 
Leiters mit hdherer Bestandigkeit gegen einen Warme- 23 
zyklus ausgebildet werden. 

Das Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers fur eine 
Verdrahtungsanordnung gemaB einer weiteren erfin- 
dungsgemaBen Ausfflhrungsform umfaBt einen Schritt 
des elektrischen Verbindens und gleichzeitigen media- 30 
nischen Verbindens mit einem doppelseitigen Substrat, 
wobei Leiterplatten an beiden Flachen eines Isoiierma- 
terials vorgesehen sind, die Leiterplatten an beiden Fla- 
chen elektrisch miteinander Qber ein Durchgangsloch 
mit dicken Materialien hoher elektrischer Leitfahigkeit 35 
verbunden sind, so daB der Leiter dicker gemacht wer- 
den kann, ein starker Strom elektrisch daran angeiegt 
werden kann und gleichzeitig ein Substrat eines dicken 
Leiters mit hdherer Bestandigkeit gegen einen Warme- 
zyklus ausgebildet werden kann. 40 

Bei dem Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers fflr 
eine Verdrahtungsanordnung gemaB einer weiteren er- 
findungsgemaBen AusfUhrungsform wird die Bearbei- 
tungsbasis aus Harz mit einer geringen Haftung an dem 
in den Nutbereich gefttllte Isolierharz hergestellt, so daB 45 
die Bearbeitungsbasis und der Kdrper fur eine Verdrah- 
tungsanordnung leicht voneinander abgetrennt werden 
kdnnen, was es mdglich macht, dessen Bearbeitbarkeit 
bemerkenswert zu verbessera 

Bei dem Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers fflr 50 
eine Verdrahtungsanordnung gemaB einer weiteren er- 
findungsgemaBen Ausfflhrungsform wird die Bearbei- 
tungsbasis aus Harz auf der Basis von Polyolefin, Harz 
auf der Basis von Silicon oder Harz auf der Basis von 
Fluor hergestellt, so daB die Bearbeitungsbasis und der 55 
Kdrper fiir eine Verdrahtungsanordnung leicht vonein- 
ander getrennt werden, was es mdglich macht, dessen 
Bearbeitbarkeit bemerkenswert zu verbessern. 

Bei dem Verfahren zur Herstellung des Kdrpers fOr 
eine Verdrahtungsanordnung gemaB einer weiteren er- 60 
findungsgemaBen AusfUhrungsform wird eine Fiache 
der Bearbeitungsbasis mit einem Entformungsmittel be- 
arbeitet, so daB die Haftkraft zwischen der Bearbei- 
tungsbasis und dem Epoxyharz geringer gemacht wer- 
den kann, was es moglich macht, den Kdrper fur eine 65 
Verdrahtungsanordnung von der Bearbeitungsbasis ex- 
trem leicht abzutrennen. 

Bei dem Verfahren zur Herstellung des Kdrpers fiir 
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eine Verdrahtungsanordnung gemafl einer weiteren er- 
findungsgemaBen AusfUhrungsform wird ein Kleber mit 
einer ausgezeichneten Haftkraft bei etwa Raumtempe- 
ratur, dessen Haftkraft bei Erhitzen geringer wird, zum 
Ankleben des Materials hoher elektrischer Leitfahigkeit 
an der Bearbeitungsbasis verwendet, was es mdglich 
macht, den Kdrper fflr eine Verdrahtungsanordnung ex- 
trem leicht von der Bearbeitungsbasis abzutrennen. 

Bei dem Verfahren zur Herstellung des Kdrpers fUr 
eine Verdrahtungsanordnung gemaB einer weiteren er- 
findungsgemaBen Ausfuhrungsform ist der Kleber ein 
Kleber auf der Basis von Epoxy oder ein Kleber auf der 
Basis von Silicon, so daB die Haftkraft mit Bezug auf 
Epoxyharz bemerkenswert niedriger wird, was es mdg- 
lich macht, die Bearbeitungsbasis und den Kdrper fUr 
eine Verdrahtungsanordnung leicht voneinander abzu- - 
trennen. 

Bei dem Verfahren zur Herstellung des Kdrpers fflr 
eine Verdrahtungsanordnung gemaB einer weiteren er- 
findungsgemaflen Ausfflhrungsform ist der Kleber ein 
Schaumkleber, so daB der Kdrper fUr eine Verdrah- 
tungsanordnung leicht von der Bearbeitungsbasis durch 
Erhitzen abgetrennt werden kana 

Bei dem Verfahren zur Herstellung des Kdrpers fflr 
eine Verdrahtungsanordnung gemaB einer weiteren er- 
findungsgemaBen Ausfflhrungsform ist das Material ho- 
her elektrischer Leitfahigkeit ein magnetisches Material 
oder ein tiberzogenes Material mit einem magnetischen 
Material oder ein Material, das aus unterschiedlichen 
Arten von Materialien besteht und ein magnetisches 
Material umfaBt, und der Magnetismus wird verwendet, 
wenn das Material hoher elektrischer Leitfahigkeit, in 
dem ein Nutbereich zur Ausbildung eines Schaltungs- 
musters ausgebildet ist, von einer Bearbeitungsbasis 
oder einem anderen Material hoher elektrischer Leitfa- 
higkeit, in dem ein Nutbereich ausgebildet ist, abge- 
trennt wird, so daB ein Abtrennungsschritt leichter wird. 
Ein flberzogenes Dreischichtenmaterial wird auch als 
Material hoher elektrischer Leitfahigkeit verwendet, so 
daB jedes Material ausgewahlt werden kann, was es 
ermdglicht, dem Kdrper fflr eine Verdrahtungsanord- 
nung verschiedene Eigenschaf ten zu verleihen. 

Bei dem Verfahren zur Herstellung des Kdrpers fflr 
eine Verdrahtungsanordnung gemaB einer weiteren er- 
findungsgemafien Ausfflhrungsform kann in einem Fall, 
in dem das Isolierharz in den Nutbereich eingefflllt ist, 
eine gewflnschte Komponente gleichzeitig in den Nut- 
bereich oder in einem Bereich um den Nutbereich her- 
um, in den das Harz gegossen wird, eingebettet werden, 
so daB die Befestigungskomponenten von den nachsten 
Schritten an weggelassen werden kdnnen, was es mdg- 
lich macht, dessen Bearbeitbarkeit zu verbessern. 

Bei dem Verfahren zur Herstellung des Kdrpers fflr 
eine Verdrahtungsanordnung gemaB einer weiteren er- 
findungsgemaBen Ausfflhrungsform wird eine Nut mit 
einem spanabhebenden Werkzeug mit einem Durch- 
messer gleich dem Isolierbereich in dem Material hoher 
elektrischer Leitfahigkeit ausgebildet, so daB eine Ar- 
beitsersparnis und Effizienz bei der Nutbearbeitung er- 
zielt werden kdnnen. AuBerdem kdnnen die Schritte der 
Nutbearbeitung effizienter durchgefflhrt werden. 

Das Verfahren zur Herstellung des Kdrpers fUr eine 
Verdrahtungsanordnung gemaB einer weiteren erfin- 
dungsgemaBen Ausfflhrungsform umfaBt einen Schritt 
des Spezifizierens von Koordinatenwerten fflr die Mit- 
tellinie eines Leitermusters, einen Schritt des Spezifizie- 
rens von Koordinatenwerten fflr den Anfangspunkt und 
den Endpunkt auf der Mittellinie des Leitermusters, ei- 
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nen Schritt des Spezifizierens von Koordinatenwerten 
fOr die Mittellinie des angrenzenden Leitermusters, ei- 
nen Schritt des Spezifizierens von Koordinatenwerten 
f(ir den Anfangspunkt und den Endpunkt auf der Mittel- 
linie fQr das angrenzende Leitermuster, einen Schritt a 
des Spezifizierens einer Potentialdifferenz zwischen 
dem Leitermuster und dem angrenzenden Leitermuster, 
einen Schritt des Einstellens eines Isolierbereichs zwi- 
schen Leitern durch Umwandeln einer Potentialdiffe- 
renz zwischen dem Leitermuster und dem angrenzen- 10 
den Leitermuster in einen Isolierbereich zwischen Lei- 
tern, einen Schritt des Einstellens eines AuBendurch- 
messers eines spanabhebenden Werkzeugs entspre- 
chend dem Isolierbereich, einen Schritt des Berechnens 
eines Nutbearbeitungswegs in Obereinstimmung mit 15 
dem AuBendurchmesser des spanabhebenden Werk- 
zeugs und einen Schritt des Speicherns des berechneten 
Nutbearbeitungswegs, so daB ein gewflnschtes Schal- 
tungsmuster wirksam erhalten werden kann. 

Das Verfahren zur Herstellung des K5rpers fflr eine 20 
Verdrahtungsanordnung gemaB einer weiteren erfin- 
dungsgemaBen AusfQhrungsform umfafit einen Schritt 
des Spezifizierens von Koordinatenwerten fflr die Mit- 
tellinie eines Leitermusters, einen Schritt des Spezifizie- 
rens von Koordinatenwerten fur den Anfangspunkt und 25 
den Endpunkt auf der Mittellinie des Leitermusters, ei- 
nen Schritt des Spezifizierens von Koordinatenwerten 
fur die Mittellinie des angrenzenden Leitermusters, ei- 
nen Schritt des Spezifizierens von Koordinatenwerten 
fUr den Anfangspunkt und den Endpunkt auf der Mittel- 30 
linie ftir das angrenzende Leitermuster, einen Schritt 
des Spezifizierens einer Potentialdifferenz zwischen 
dem Leitermuster und dem angrenzenden Leitermuster, 
einen Schritt des Einstellens eines Isolierbereichs zwi- 
schen Leitern durch Umwandeln einer Potentialdiffe- 35 
renz zwischen dem Leitermuster und dem angrenzen- 
den Leitermuster in einen Isolierbereich zwischen Lei- 
tern, einen Schritt des Einstellens eines AuBendurch- 
messers eines spanabhebenden Werkzeugs entspre- 
chend dem Isolierbereich, einen Schritt des Berechnens 40 
eines Nutbearbeitungswegs in Obereinstimmung mit 
dem AuBendurchmesser des spanabhebenden Werk- 
zeugs, einen Schritt des Speicherns des berechneten 
Nutbearbeitungswegs und einen Schritt des Einstellens 
eines HarzgieBwegs in Abhangigkeit von dem gespei- 45 
cherten Nutbearbeitungsweg, so daB das Eingeben von 
Koordinatenwerten fOr eine GieBstellung an einem 
Spitzenbereich eines Abgabegerats zum GieBen von 
Harz weggelassen wird, was es ermdglicht, eine Effi- 
zienz bei dem HarzgieBvorgang zu erzielen. 50 

Bei der Leiterplatte, bei der der Kdrper fiir eine Ver- 
drahtungsanordnung gemaB einer weiteren erfindungs- 
gemaBen AusfQhrungsform verwendet wird, wird ein 
Schaltungsmusterleiter oder eine Vielzahl von Schal- 
tungsmusterleitern, die jeweils zu einer vorbestimmten 55 
Form ausgebildet und mechanisch miteinander mit Iso- 
lierharz verbunden sind, vorgesehen, und in dem Kdrper 
fur eine Verdrahtungsanordnung, in dem die Schal- 
tungsmuster an zwei Flachen ausgebildet sind, ist der 
Kdrper fiir eine Verdrahtungsanordnung mit der Viel- 60 
zahl von Schaltungsmusterleitern, die miteinander inte- 
griert sind, mit einer gedruckten Leiterplatte elektrisch 
verbunden oder mit dieser elektrisch verbunden und an 
dieser mechanisch befestigt, so daB die Abmessungsge- 
nauigkeit zur Ausbildung von Mustern verbessert ist 55 
und auch eine HochprSzisionsleiterplatte fiir ein feines 
Muster oder ein Muster fiir einen starken Strom ausge- 
bildet werden kann, indem der Korper fflr eine Verdrah- 
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tungsanordnung, der durch die Verbesserung der Ge- 
nauigkeit des dicken Materials hoher elektrischer Leit- 
fahigkeit ausgebildet ist angebracht wird und beide mit- 
einander elektrisch verbunden werden. 

Bei der Leiterplatte, bei der der Kdrper fflr eine Ver- 
drahtungsanordnung verwendet wird, gemaB einer wei- 
teren erfindungsgemaBen AusfQhrungsform wird ein 
vorbestimmtes Schaltungsmuster durch Ausbilden eines 
Nutbereichs in einer Vielzahl von Materialien hoher 
elektrischer Leitfahigkeit ausgebildet, das Material ho- 
her elektrischer Leitfahigkeit wird in einer ebenen Form 
vorgesehen, das Isolierharz wird in den in den Materia- 
lien hoher elektrischer Leitfahigkeit ausgebildeten Nut- 
bereich eingefflllt, der Kdrper fQr eine Verdrahtungsan- 
ordnung mit der Vielzahl von Materialien hoher elektri- 
scher Leitfahigkeit, die miteinander integriert sind, wird 
mit einer gedruckten Leiterplatte elektrisch verbunden 
oder mit dieser elektrisch verbunden und an dieser me- 
chanisch befestigt, so daB ein Bereich der Materialien 
hoher elektrischer Leitfahigkeit aus einem AuBenum- 
fang des KSrpers fQr eine Verdrahtungsanordnung vor- 
steht, so daB ein Bereich, in dem ein Korper fQr eine 
Verdrahtungsanordnung und eine Leiterplatte ange- 
bracht werden kdnnen, grdBer wird und die Anzahl der 
erforderlichen Teile verringert werden kana 

Bei der Leiterplatte, bei der der Korper fQr eine Ver- 
drahtungsanordnung gemaB einer weiteren erfindungs- 
gemaBen AusfQhrungsform verwendet wird, wird ein 
unbestflckter Chip direkt mit einem Leiterabschnitt des 
Korpers fur eine Verdrahtungsanordnung verbunden, 
so daB ein Warmeverteiler in einem eingebauten Be- 
reich des Abschnitts fQr den starken Strom nicht erfor- 
derlich ist und die Anzahl der erforderlichen Teile ver- 
ringert werden kann. 

Bei der Leiterplatte, bei der der Kdrper fQr eine Ver- 
drahtungsanordnung gemaB einer weiteren erfindungs- 
gemaBen AusfQhrungsform verwendet wird, wird ein 
Bereich oder der gesamte Abschnitt des Korper fur eine 
Verdrahtungsanordnung gegossen, so daB ein Verwer- 
fen der Platte verringert wird, indem ihr aufgrund eines 
gegossenen Materials Steifigkeit verliehen wird, was es 
mdglich macht, einen sehr zuveriassigen Korper fur eine 
Verdrahtungsanordnung sowie eine Leiterplatte auszu- 
bilden. 

Obgleich die Erfindung mit Bezug auf eine spezifische 
AusfQhrungsform fflr eine vollstandige und klare Offen- 
barung beschrieben wurde, sind die beiliegenden An- 
sprQche dadurch nicht eingeschrankt, sondern sind so 
auszulegen, daB sie alle Modifikationen und alternative 
Konstruktionen verkdrpern, die Fachleuten einfallen 
kdnnen, die unter die hier dargelegte Grundlehre f allea 

Patentansprflche 

1. Korper fflr eine Verdrahtungsanordnung mit 
mindestens zwei Flachen, umfassend: 
eine Vielzahl von Schaltungsmusterleitern, wobei 
jeder Leiter zu einer vorbestimmten Form ausge- 
bildet ist, die Leiter mechanisch miteinander mit 
Isolierharz verbunden sind und die Schaltungsmu- 
ster auf zwei Flachen des Korpers ausgebildet sind. 

2. Kdrper fQr eine Verdrahtungsanordnung nach 
Anspruch 1, weiterhin umfassend eine Isolierbasis, 
die an einer der zwei Flachen angeklebt ist, an de- 
nen die Schaltungsmuster ausgebildet sind. 

3. Kdrper fur eine Verdrahtungsanordnung nach 
Anspruch 1, weiterhin umfassend einen Isolieriiber- 
zug, der auf mindestens eine der zwei Flachen auf- 
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gebracht ist, auf denen die Schaltungsmuster aus- 
gebildet sind 

4. Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers fCr eine 
Verdrahtungsanordnung unter Verwendung eines 
ersten Materials hoher elektrischer Leitfahigkeit, 5 
umfassend die Schritte: 

Ausbilden eines Nutbereichs mit einer Tief e, um ein 
spezifisches Schaltungsmuster in dem ersten Mate- 
rial hoher elektrischer Leitfahigkeit auszubilden, 
Einfullen eines Isolierharzes in den in dem Ausbil- 10 
dungsschritt ausgebildeten Nutbereich, und 
Abtrennen des ersten Materials hoher elektrischer 
Leitfahigkeit zur Ausbildung einer ersten Flache im 
wesentlichen rechtwinklig zu der Tiefenrichtung 
des Nutbereichs und zur gleichzeitigen Ausbildung is 
einer zweiten Flache durch Schneiden des in den 
Nutbereich eingefullten Isolierharzes. 

5. Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers f Qr eine 
Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 4, dadurch 
gekennzeichnet, daB das Material hoher elektri- 20 
scher Leitfahigkeit ein magnetisches Material, ein 
Beschichtungsmaterial mit einem magnetischen 
Material oder ein Material, das ein Material hoher 
elektrischer Leitfahigkeit und ein magnetisches 
Material umfaBt, ist, und daB die magnetischen Ei- 25 
genschaften des magnetischen Materials zum Ab- 
trennen des ersten Materials hoher elektrischer 
Leitfahigkeit von einer Bearbeitungsbasis oder ei- 
nem zweiten Material mit einem hochelektrischen 
Material, in dem ein Nutbereich ausgebildet ist, 30 
verwendet wird. 

6. Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers fur eine 
Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 4, dadurch 
gekennzeichnet, daB, wahrend des Schritts des Ein- 
fiillens des Isolierharzes in den Nutbereich, eine 35 
gewOnschte Komponente gleichzeiug in den Nut- 
bereich und/oder einen Bereich um den Nutbereich 
herum eingebettet wird, in den das Harz gegossen 
wird 

7. Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers f Qr eine 40 
Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 4, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Nut mit einem Isolierbe- 
reich in dem Material hoher elektrischer Leitfahig- 
keit ausgebildet wird 

8. Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers fur eine 45 
Verdrahtungsanordnung unter Verwendung eines 
ersten Materials hoher elektrischer Leitfahigkeit, 
umfassend die Schritte: 

Ankleben des ersten Materials hoher elektrischer 
Leitfahigkeit an eine Isolierbearbeitungsbasis, 50 
Ausbilden eines Nutbereichs fur ein spezifisches 
Schaltungsmuster in dem ersten Material hoher 
elektrischer Leitfahigkeit, 
Einfilllen eines Isolierharzes in den in dem Ausbil- 
dungsschritt ausgebildeten Nutbereich, 55 
Abtrennen des ersten Materials hoher elektrischer 
Leitfahigkeit von der Bearbeitungsbasis. 

9. Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers fur eine 
Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 8, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Bearbeitungsbasis aus 60 
Harz mit einer geringen Haftung an dem Isolier- 
harz hergestellt wird, das in den Nutbereich einge- 
fttlltwird 

10. Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers fur 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 9, da- 65 
durch gekennzeichnet, daB die Bearbeitungsbasis 
ein Harz auf der Basis von Polyolefin, ein Harz auf 
der Basis von Silicon oder ein Harz auf der Basis 
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von Fluor umfaBt 

11. Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers fur 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 8, da- 
durch gekennzeichnet, daB eine Flache der Bear- 
beitungsbasis mit einem Entformungsmittel bear- 
beitet wird 

12 Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers fur 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 8, da- 
durch gekennzeichnet, daB ein Kleber, der eine 
groBe Haftkraft bei einer ersten Temperatur und 
eine geringere Haftkraft bei einer hdheren zweiten 
Temperatur aufweist, zum Ankleben des ersten 
Materials hoher elektrischer Leitfahigkeit an die 
Bearbeitungsbasis verwendet wird 

13. Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers fur 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 12, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Kleber entweder 
ein Kleber auf der Basis von Epoxy oder ein Kleber 
auf der Basis von Silicon ist 

14. Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers fur 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 12, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Kleber ein 
Schaumkleber ist 

15. Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers fur 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 8, da- 
durch gekennzeichnet, daB das erste Material ho- 
her elektrischer Leitfahigkeit ein magnetisches Ma- 
terial umfaBt und daB die magnetischen Eigen- 
schaften des magnetischen Materials als Basis filr 
das Abtrennen des ersten Materials hoher elektri- 
scher Leitfahigkeit von der Bearbeitungsbasis oder 
einem zweites Material mit einem hochelektrischen 
Material, in dem der Nutbereich ausgebildet ist, 
verwendet wird 

16. Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers fur 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 8, da- 
durch gekennzeichnet, daB, wahrend des Schritts 
des Einfiillens des Isolierharzes in den Nutbereich, 
eine gewiinschte Komponente gleichzeitig in den 
Nutbereich und/oder in einen Bereich um den Nut- 
bereich herum, in den das Harz gegossen wird, ein- 
gebettet wird. 

17. Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers fur 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 8, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Nut mit einem span- 
abhebenden Werkzeug ausgebildet wird, das einen 
Durchmesser hat, der im wesentlichen gleich dem 
Isolierbereich in dem Material hoher elektrischer 
Leitfahigkeit ist 

18. Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers fur 
eine Verdrahtungsanordnung unter Verwendung 
einer Vielzahl von ersten Materialien einer glei- 
chen oder unterschiedlichen Art, jeweils mit hoher 
elektrischer Leitfahigkeit, umfassend die Schritte: 
Ankleben einer Vielzahl von ersten Materialien ho- 
her elektrischer Leitfahigkeit an einer Bearbei- 
tungsbasis, 

Ausbilden eines Nutbereichs zur Ausbildung eines 
spezifischen Schaltungsmusters in den ersten Ma- 
terialien hoher elektrischer Leitfahigkeit, 
Einfullen des Isolierharzes in den Nutbereich, der in 
dem Ausbildungsschritt ausgebildet ist und in einen 
Spalt, der mit der Vielzahl von Materialien groBer 
elektrischer Leitfahigkeit ausgebildet wurde, und 
Abtrennen der ersten Materialien hoher elektri- 
scher Leitfahigkeit von der Bearbeitungsbasis. 

19. Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers fur 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 18, 
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dadurch gekennzeichnet daB die Bearbeitungsba- 
sis aus einem Harz mit einer geringen Haftung an 
dem in den Nutbereich eingef Ullten Isolierharz her- 
gestelltwird. 

20. Verfahren zur Hersteilung eines Kdrpers fur 5 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 19, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Bearbeitungsba- 
sis entweder ein Harz auf der Basis von Polyolefin, 
ein Harz auf der Basis von Silicon oder ein Harz auf 
der Basis von Fluor umf aBt 10 

21. Verfahren zur Hersteilung eines Kdrpers fOr 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 18, 
dadurch gekennzeichnet, daB eine Flache der Bear- 
beitungsbasis mit einem Entformungsmittel bear- 
beitetwird. 15 

22. Verfahren zur Hersteilung eines Kdrpers filr 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 18, 
dadurch gekennzeichnet, daB ein Kleber mit einer 
hohen Haftkraft bei einer ersten Temperatur und 
einer geringeren Haftkraft bei einer hdheren zwei- 20 
ten Temperatur verwendet wird, urn das erste Ma- 
terial hoher elektrischer Leitfahigkeit an der Bear- 
beitungsbasis anzukleben. 

23. Verfahren zur Hersteilung eines Kdrpers fur 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 22, 25 
dadurch gekennzeichnet, daB der Kleber entweder 
ein Kleber auf der Basis von Epoxy oder ein Kleber 
auf der Basis von Silicon ist. 

24. Verfahren zur Hersteilung eines Kdrpers fur 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 22, 30 
dadurch gekennzeichnet, daB der Kleber ein 
Schaumkleber ist 

25. Verfahren zur Hersteilung eines Kdrpers filr 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 18, 
dadurch gekennzeichnet, daB das erste Material 35 
hoher elektrischer Leitfahigkeit ein magnetisches 
Material umfaBt und daB die magnetischen Eigen- 
schaften des magnetischen Materials als Grundlage 
zum Abtrennen des ersten Materials hoher elektri- 
scher Leitfahigkeit von der Bearbeitungsbasis oder 40 
einem zweiten Material mit hochelektrischem Ma- 
terial, in dem ein Nutbereich ausgebildet ist, ver- 
wendet wird. 

26. Verfahren zur Hersteilung eines Kdrpers fur 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 18, 45 
dadurch gekennzeichnet, daB, wahrend des Schritts 
des EinfUllens des Isolierharzes in den Nutbereich, 
eine gewunschte Komponente gleichzeitig in den 
Nutbereich und/oder in einem Bereich um den 
Nutbereich herum, in den das Harz gegossen wird, 50 
eingebettet wird 

27. Verfahren zur Hersteilung eines Kdrpers. fUr 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 18, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Nut mit einem 
spanabhebenden Werkzeug mit einem Durchmes- 55 
ser ausgebildet wird, der im wesentlichen gleich 
dem Isolierbereich des Materials hoher elektri- 
scher Leitfahigkeit ist 

28. Verfahren zur Hersteilung eines Kdrpers fur 
eine Verdrahtungsanordnung unter Verwendung 50 
einer Vielzahl von ersten Materialen hoher elektri- 
scher Leitfahigkeit umfassend die folgenden 
Schritte: 

Ausbilden eines Laminats aus der Vielzahl von er- 
sten Materialien, 65 
Ankleben der laminierten ersten Materialien an ei- 
ne Bearbeitungsbasis, 

Ausbilden eines Nutbereichs mit einer Tief e, um ein 
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spezifischen Schaltungsmuster in den laminierten 
ersten Materialien auszubiiden, 
EinfQllen eines Isolierharzes in den in dem Ausbil- 
dungsschritt gebildeten Nutbereich, und 
Abtrennen der ersten laminierten Materialien zur 
Ausbildung von Fiachen, die im wesentlichen recht- 
winklig zu der Tiefenrichtung des Nutbereichs sind 
und an Stellen, an denen die Fiachen auch das in 
den Nutbereich gefQUte Isolierharz schneiden. 

29. Verfahren zur Hersteilung eines Kdrpers fur 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 28, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Bearbeitungsba- 
sis aus Harz mit einer geringen Haftung an dem in 
den Nutbereich gefflllten Isolierharz hergesteilt 
wird. 

30. Verfahren zur Hersteilung eines Kdrpers fur 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 29, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Bearbeitungsba- 
sis entweder ein Harz auf der Basis von Polyolefin, 
ein Harz auf der Basis von Silicon oder ein Harz auf 
der Basis von Fluor umfaBt. 

31. Verfahren zur Hersteilung eines Kdrpers fur 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 28, 
dadurch gekennzeichnet daB eine Flache der Bear- 
beitungsbasis mit einem Entformungsmittel bear- 
beitetwird. 

32. Verfahren zur Hersteilung eines Kdrpers ftir 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 28, 
dadurch gekennzeichnet daB ein Kleber mit einer 
hohen Haftkraft bei einer ersten Temperatur und 
einer geringeren Haftkraft bei einer hdheren zwei- 
ten Temperatur zum Ankleben des ersten Materi- 
als hoher elektrischer Leitfahigkeit an der Bearbei- 
tungsbasis verwendet wird. 

33. Verfahren zur Hersteilung eines Kdrpers fur 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 32, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Kleber entweder 
ein Kleber auf der Basis von Epoxy oder ein Kleber 
auf der Basis von Silicon ist 

34. Verfahren zur Hersteilung eines Kdrpers fiir 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 32, 
dadurch gekennzeichnet daB der Kleber ein 
Schaumkleber ist 

35. Verfahren zur Hersteilung eines Kdrpers fur 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 28, 
dadurch gekennzeichnet daB das erste Material 
hoher elektrischer Leitfahigkeit ein magnetisches 
Material umfaBt und daB die magnetischen Eigen- 
schaften des magnetischen Materials als Basis zum 
Abtrennen des ersten Materials hoher elektrischer 
Leitfahigkeit von der Bearbeitungsbasis oder ei- 
nem zweites Material mit hochelektrischem Mate- 
rial, in dem ein Nutbereich ausgebildet ist verwen- 
det wird. 

36. Verfahren zur Hersteilung eines Kdrpers filr 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 28, 
dadurch gekennzeichnet daB, wahrend des Schritts 
des Einfullens des Isolierharzes in den Nutbereich, 
eine gewunschte Komponente gleichzeitig in den 
Nutbereich und/oder in einem Bereich um den 
Nutbereich herum eingebettet wird, in den das 
Harz gegossen wird. 

37. Verfahren zur Hersteilung eines Kdrpers fQr 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 28, 
dadurch gekennzeichnet daB die Nut mit einem 
spanabhebenden Werkzeug ausgebildet wird, das 
einen Durchmesser aufweist der im wesentlichen 
gleich dem Isolierbereich in dem Material hoher 
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elektrischer Leitfahigkeit ist 

38. Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers fQr 
eine Verdrahtungsanordnung unter Verwendung 
einer Vielzahl von ersten Materialien hoher elektri- 
scher Leitfahigkeit, umfassend die folgenden 5 
Schritte: 

abwechselndes Laminieren der Vielzahl von ersten 
Materialien und einer Vielzahl von Harzplatten 
und Verkleben der ersten Materialien und der 
Harzplatten miteinander zur Bildung eines Lami- 10 
nats, 

Ankleben des Laminats an einer Bearbeitungsbasis, 
Ausbilden eines Nutbereichs mit einer Tiefe, urn ein 
spezifisches Schaltungsmuster in dem Laminat aus- 
zubilden, 15 
EinfQllen des Isolierharzes in den in dem Ausbil- 
dungsschritts gebildeten Nutbereich, und 
Abtrennen von mindestens einer der Harzplatten 
in dem Laminat zur Ausbildung einer Flache, die im 
wesentiichen rechtwinklig zu der Tiefenrichtung 20 
des Nutbereichs ist und an einer Stelle, an der die 
Flache auch das in den Nutbereich gefQllte Isolier- 
harz schneidet 

39. Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers fQr 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 38, 25 
dadurch gekennzeichnet, daB die Bearbeitungsba- 
sis aus Harz mit einer niedrigen Haftung an dem in 
den Nutbereich eingefUllte Isolierharz hergestellt 
wird. 

40. Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers fQr 30 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 39, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Bearbeitungsba- 
sis entweder ein Harz auf der Basis von Polyolefin, 
ein Harz auf der Basis von Silicon oder ein Harz auf 
der Basis von Fluor umfaBt 35 

41. Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers fur 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 38, 
dadurch gekennzeichnet, daB eine Flache der Bear- 
beitungsbasis mit einem Entformungsmittel bear- 
beitet wird 40 
4Z Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers fQr 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 38, 
dadurch gekennzeichnet, daB ein Kleber mit einer 
hohen Haftkraft bei einer ersten Tempratur und 
einer niedrigeren Haftkraft bei einer hdheren zwei- 45 
ten Temperatur zum Ankleben des ersten Materi- 
als hoher elektrischer Leitfahigkeit an die Bearbei- 
tungsbasis verwendet wird. 

43. Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers fur 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 42, 50 
dadurch gekennzeichnet, daB der Kleber entweder 
ein Kleber auf der Basis von Epoxy oder ein Kleber 
auf der Basis von Silicon ist 

44. Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers fQr 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 42, 55 
dadurch gekennzeichnet, daB der Kleber ein 
Schaumkleber ist 

45. Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers fQr 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 38, 
dadurch gekennzeichnet, daB das erste Material 60 
hoher elektrischer Leitfahigkeit ein magnetisches 
Material umfaBt und daB die magnetischen Eigen- 
schaften des magnetischen Materials als Basis zum 
Abtrennen des ersten Materials hoher elektrischer 
Leitfahigkeit von der Bearbeitungsbasis oder ei- 65 
nem zweiten Material mit hochelektrischem Mate- 
rial, bei dem ein Nutbereich ausgebildet ist, ver- 
wendet wird. 
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46. Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers fQr 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 38, 
dadurch gekennzeichnet, daB, wahrend des Schritts 
des EinfUllens des Isolierharzes in den Nutbereich, 
eine gewOnschte Komponente gleichzeitig in den 
Nutbereich und/oder in einen Bereich um den Nut- 
bereich herum eingebettet wird, in den das Harz 
gegossen wird. 

47. Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers fQr 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 38, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Nut mit einem 
spanabhebenden Werkzeug ausgebildet wird, das 
einen Durchmesser hat, der im wesentiichen gleich 
dem Isolierbereich in dem Material hoher elektri- 
scher Leitfahigkeit ist 

48. Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers fQr 
eine Verdrahtungsanordnung unter Verwendung 
einer Vielzahl von ersten Materialien hoher elektri- 
scher Leitfahigkeit, umfassend die folgenden 
Schritte: 

abwechselndes Laminieren der Vielzahl von ersten 
Materialien und einer Vielzahl von leicht bearbeit- 
baren Metallplatten und Verkleben der ersten Ma- 
terialien und der Metallplatten miteinander zur Bil- 
dung eines Laminats, 

Ankleben des Laminats an einer Bearbeitungsbasis, 
Ausbilden eines Nutbereichs mit einer Tiefe, um ein 
spezifisches Schaltungsmuster in dem Laminat aus- 
zubilden, 

EinfQllen des Isolierharzes in den in dem Ausbii- 
dungsschritt ausgebildeten Nutbereich, und 
Abtrennen von mindestens einer der leicht bear- 
beitbaren Metallplatten in dem Laminat mit einer 
Ebene im wesentiichen rechtwinklig zu der Tiefen- 
richtung des Nutbereichs in dem Laminat und an 
einer Stelle, an der die Ebene das in den Nutbereich 
eingefUllte Isolierharz schneidet 

49. Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers fur 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 48, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Bearbeitungsba- 
sis aus Harz mit einer geringen Haftung an das in 
den Nutbereich eingefQllte Isolierharz hergestellt 
wird 

50. Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers fQr 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 49, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Bearbeitungsba- 
sis entweder ein Harz auf der Basis von Polyolefin, 
ein Harz auf der Basis von Silicon oder ein Harz auf 
der Basis von Fluor umfaBt 

51. Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers fQr 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 48, 
dadurch gekennzeichnet, daB eine Flache der Bear- 
beitungsbasis mit einem Entformungsmittel bear- 
beitet wird. 

52. Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers fQr 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 48, 
dadurch gekennzeichnet, daB ein Kleber mit einer 
groBen Haftkraft bei einer ersten Temperatur und 
einer geringeren Haftkraft bei einer hdheren zwei- 
ten Temperatur zum Ankleben des ersten Materi- 
als hoher elektrischer Leitfahigkeit an die Bearbei- 
tungsbasis verwendet wird. 

53. Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers fQr 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 52, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Kleber entweder 
ein Kleber auf der Basis von Epoxy oder ein Kleber 
auf der Basis von Silicon ist 

54. Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers fQr 
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eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 52, 
dadurch gekennzeichnet, daB der KJeber ein 
Schaumkleber ist 

55. Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers fOr 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 48, 5 
dadurch gekennzeichnet, da& das erste Material 
hoher elektrischer Leitfahigkeit ein raagnetisches 
Material umfaBt und daB die magnetischen Eigen- 
schaften des magnetischen Materials als Basis zum 
Abtrennen des ersten Materials hoher elektrischer 10 
Leitfahigkeit von der Bearbeitungsbasis oder ei- 
nem zweiten Material mit hochelektrischem Mate- 
rial, in dem ein Nutbereich ausgebildet ist, verwen- 
det wird. 

56. Verfahren zur Herstellung eines KSrpers ftir 15 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 48, 
dadurch gekennzeichnet, daB, wahrend des Schritts 
des Einfullens des Isolierharzes in den Nutbereich, 
eine gewiinschte Komponente gleichzeitig in den 
Nutbereich und/oder in einen Bereich urn den Nut- 20 
bereich herum eingebettet wird, in den das Harz 
gegossen wird. 

57. Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers ftir 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 48, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Nut mit einem 25 
spanabhebenden Werkzeug ausgebildet wird, das 
einen Durchmesser hat, der im wesentlichen gleich 
dem Isolierbereich in dem Material hoher elektri- 
scher Leitfahigkeit ist 

58. Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers fur 30 
eine Verdrahtungsanordnung unter Verwendung 
einer Vielzahl von ersten Materialien hoher elektri- 
scher Leitfahigkeit, umfassend die folgenden 
Schritte: 

Laminieren und Verkleben einer Vielzahl von er- 35 
sten Materialien der gleichen oder unterschiedii- 
cher Arten zur Bildung eines Laminats, 
Ankleben des Laminats an eine erste Bearbeitungs- 
basis, Ausbilden eines Nutbereichs mit einer Tiefe, 
urn ein spezifisches Schaltungsmuster in dem Lami- 40 
nat auszubilden, 

Abtrennen der oberen Schicht des Laminats nach 
dem Ausbildungsschritt und Ankleben der oberen 
Schicht an einer zweiten Bearbeitungsbasis, 
EinfOllen eines Isolierharzes in den Nutbereich in 45 
dem Laminat, das in dem Abtrennungsschritt abge- 
trennt wurde und dann Abtrennen der zweiten Be- 
arbeitungsbasis, und 

mehrfaches Wiederholen einer Reihe von Schrit- 
ten, die den Abtrennungsschritt der oberen Schicht 50 
und den Einftill-/Abtrennungsschritt umfassen. 

59. Verfahren zur Herstellung eines Korpers ftir 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 58, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Bearbeitungsba- 
sis aus Harz mit einer geringen Haftung an dem in 55 
den Nutbereich eingeftillte Isolierharz hergestellt 
ist. 

60. Verfahren zur Herstellung eines Kfirpers fur 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 59, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Bearbeitungsba- ©o 
sis entweder ein Harz auf der Basis von Polyolefin, 
ein Harz auf der Basis von Silicon oder ein Harz auf 
der Basis von Fluor umfaBt 

61. Verfahren zur Herstellung eines Kfirpers ftir 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 58, 55 
dadurch gekennzeichnet, daB eine FlSche der Bear- 
beitungsbasis mit einem Entformungsmittel bear- 
beitet wird. 



974 Al 

48 

62. Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers ftir 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 58, 
dadurch gekennzeichnet, daB ein Kleber mit einer 
groBen Haftkraft bei einer ersten Temperatur und 
einer geringeren Kraft bei einer hfiheren zweiten 
Temperatur zum Ankleben des ersten Materials 
hoher elektrischer Leitfahigkeit an die Bearbei- 
tungsbasis verwendet wird 

63. Verfahren zur Herstellung eines Korpers filr 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 62, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Kleber entweder 
ein Kleber auf der Basis von Epoxy oder ein Kleber 
auf der Basis von Silicon ist 

64. Verfahren zur Herstellung eines KOrpers ftir 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 62, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Kleber ein 
Schaumkleber ist 

65. Verfahren zur Herstellung eines KSrpers fQr 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 58, 
dadurch gekennzeichnet, daB das erste Material 
hoher elektrischer Leitfahigkeit ein magnetisches 
Material umfaBt und daB die magnetischen Eigen- 
schaften des magnetischen Materials als Basis zum 
Abtrennen des ersten Materials hoher elektrischer 
Leitfahigkeit von der Bearbeitungsbasis oder ei- 
nem zweiten Material mit hochelektrischem Mate- 
rial, in dem ein Nutbereich ausgebildet ist, verwen- 
det wird. 

66. Verfahren zur Herstellung eines Korpers ftir 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 58, 
dadurch gekennzeichnet, daB, wahrend des Schritts 
des Einfiillens des Isolierharzes in den Nutbereich, 
eine gewiinschte Komponente gleichzeitig in den 
Nutbereich und/oder in einen Bereich um den Nut- 
bereich herum eingebettet wird, in den das Harz 
gegossen wird. 

67. Verfahren zur Herstellung eines K5rpers fQr 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 58, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Nut mit einem 
spanabhebenden Werkzeug ausgebildet wird, das 
einen Durchmesser hat der im wesentlichen gleich 
dem Isolierbereich in dem Material hoher elektri- 
scher Leitfahigkeit ist 

68. Verfahren zur Herstellung eines Korpers fur 
eine Verdrahtungsanordnung, umfassend die fol- 
genden Schritte: 

Vorsehen von Leiterplatten auf beiden Flachen ei- 
nes Isoliermaterials zur Ausbildung eines doppel- 
seitigen Substrats und Verkleben des doppelseiti- 
gen Substrats mit den Leiterplatten an beiden Fla- 
chen, die miteinander tiber ein Durchgangsioch mit 
einer Bearbeitungsbasis elektrisch verbunden wer- 
den, 

Ausbilden eines Nutbereichs zur Ausbildung eines 
spezifischen Schaltungsmusters an dem mit der Be- 
arbeitungsbasis verbundenen, doppelseitigen Sub- 
strat, 

Einftillen eines Isolierharzes in den in dem Ausbil- 
dungsschritt ausgebildeten Nutbereich, und 
Abtrennen des mittels jedes der Schritte ausgebil- 
deten doppelseitigen Substrats von der Bearbei- 
tungsbasis. 

69. Verfahren zur Herstellung eines KcJrpers ftir 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 68, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Bearbeitungsba- 
sis aus Harz mit einer geringen Haftung an den in 
den Nutbereich eingefflllte Isolierharz aufweist 

70. Verfahren zur Herstellung eines KSrpers fOr 
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eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 69, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Bearbeitungsba- 
sis entweder ein Harz auf der Basis von Polyolefin, 
ein Harz auf der Basis von Silicon oder ein Harz auf 
der Basis von Fluor umf afit 5 
71. Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers for 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 68, 
dadurch gekennzeichnet, daB eine Flache der Bear- 
beitungsbasis mit einem Entformungsmittel bear- 
beitetwird. 10 
72 Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers fur 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 68, 
dadurch gekennzeichnet, daB ein Kleber mit einer 
groBen Haftkraft bei einer ersten Temperatur und 
einer geringeren Kraft bei einer hdheren zweiten 15 
Temperatur zum Ankleben des ersten Materials 
hoher elektrischer Leitfahigkeit an der Bearbei- 
tungsbasis verwendet wird. 

73. Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers fur 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 72, 20 
dadurch gekennzeichnet, daB der Kleber entweder 
ein Kleber auf der Basis von Epoxy oder ein Kleber 
auf der Basis von Silicon ist 

74. Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers fur 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 72, 25 
dadurch gekennzeichnet, daB der Kleber ein 
Schaumkleber ist 

75. Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers fur 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 68, 
dadurch gekennzeichnet, daB das erste Material 30 
hoher elektrischer Leitfahigkeit ein magnetisches 
Material umfaBt und daB die magnetischen Eigen- 
schaften des magnetischen Materials als Basis zum 
Abtrennen des ersten Materials hoher elektrischer 
Leitfahigkeit von der Bearbeitungsbasis oder ei- 35 
nem zweiten Material mit hochelektrischem Mate- 
rial, in dem ein Nutbereich ausgebildet ist, verwen- 
det wird. 

76. Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers fur 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 68, 40 
dadurch gekennzeichnet, daB, wahrend des Schritts 
des Einfullens des Isolierharzes in den Nutbereich, 
eine gewiinschte Komponente gleichzeitig in den 
Nutbereich und/oder in einen Bereich um den Nut- 
bereich herum eingebettet wird, in den das Harz 45 
gegossen wird. 

77. Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers fur 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 68, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Nut mit einem 
spanabhebenden Werkzeug ausgebildet wird, das 50 
einen Durchmesser hat, der im wesentlichen gleich 
dem Isolierbereich in dem Material hoher elektri- 
scher Leitfahigkeit ist 

78. Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers fur 
eine Verdrahtungsanordnung, umfassend die fol- 55 
genden Schritte: 

Ausbilden eines Laminats durch Verkleben einer 
Vielzahi von doppelseitigen Substraten miteinan- 
der, wobei jedes dieser Substrate Leiterplatten auf- 
weist, die an gegenQberliegenden Fiachen eines 60 
Isoliermaterials vorgesehen sind und miteinander 
elektrisch ttber ein Durchgangsloch verbunden 
sind, 

Ankleben des in dem Laminatausbildungsschritt 
ausgebildeten Laminats an einer Bearbeitungsba- 65 
sis, 

Ausbilden eines Nutbereichs mit einer Tiefe, um ein 
spezifisches Schaltungsmuster in einem doppelsei- 
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tigen Substrat auszubilden, das an der Bearbei- 
tungsbasis in dem zweiten Schritt angeklebt wird, 
Einfttllen eines Isolierharzes in den in dem Nuten- 
ausbildungsschritt ausgebildeten Nutbereich, und 
Abtrennen der mittels der vorstehend angegebe- 
nen Schritte gebildeten laminierten Materialien 
von der Bearbeitungsbasis. 

79. Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers filr 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 78, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Bearbeitungsba- 
sis aus Harz mit einer geringen Haftung an das in 
den Nutbereich eingefullte Isolierharz hergestellt 
wird 

80. Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers fur 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 79, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Bearbeitungsba- 
sis entweder ein Harz auf der Basis von Polyolefin, 
ein Harz auf der Basis von Silicon oder ein Harz auf 
der Basis von Fluor umfaBt 

81 Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers fur 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 78, 
dadurch gekennzeichnet, daB eine Flache der Bear- 
beitungsbasis mit einem Entformungsmittel bear- 
beitetwird. 

82. Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers fur 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 78, 
dadurch gekennzeichnet daB ein Kleber mit einer 
groBen Haftkraft bei einer ersten Temperatur und 
einer geringeren Kraft bei einer hdheren zweiten 
Temperatur zum Ankleben des ersten Materials 
hoher elektrischer Leitfahigkeit an der Bearbei- 
tungsbasis verwendet wird. 

83. Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers fUr 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 82, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Kleber entweder 
ein Kleber auf der Basis von Epoxy oder ein Kleber 
auf der Basis von Silicon ist 

84. Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers fur 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 82, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Kleber ein 
Schaumkleber ist 

85. Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers fur 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 78, 
dadurch gekennzeichnet, daB das erste Material 
hoher elektrischer Leitfahigkeit ein magnetisches 
Material umfaBt und daB die magnetischen Eigen- 
schaften des magnetischen Materials als Basis zum 
Abtrennen des ersten Materials hoher elektrischer 
Leitfahigkeit von der Bearbeitungsbasis oder ei- 
nem zweiten Material mit hochelektrischem Mate- 
rial, in dem ein Nutbereich ausgebildet ist, verwen- 
det wird. 

86. Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers fur 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 78, 
dadurch gekennzeichnet, daB, wahrend des Schritts 
des EinfOllens des Isolierharzes in den Nutbereich, 
eine gewiinschte Komponente gleichzeitig in den 
Nutbereich und/oder in einen Bereich um den Nut- 
bereich herum eingebettet wird, in den das Harz 
gegossen wird. 

87. Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers fur 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 78, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Nut mit einem 
spanabhebenden Werkzeug ausgebildet wird, das 
einen Durchmesser hat der im wesentlichen gleich 
dem Isolierbereich in dem Material hoher elektri- 
scher Leitfahigkeit ist 

88. Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers fur 
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eine Verdrahtungsanordnung, umfassend die fol- 
genden Schritte: 

Ausbilden eines Laminats durch elektrisches Ver- 
binden und gleichzeitig mechanisches Aneinander- 
fflgen von zwei doppelseitigen Substraten, wobei 5 
jedes Substrat Leiterplatten aufweist, die auf bei- 
den Seiten eines Isoliermaterials vorgesehen sind, 
wobei die Leiterplatten an beiden Flachen flber ein 
Durchgangsloch und dicke Materialien hoher eiek- 
trischer Leitfahigkeit elektrisch miteinander ver- to 
bunden sind, 

Ankleben der in diesem Laminatausbildungsschritt 
ausgebildeten Laminatmaterialien an die Bearbei- 
tungsbasis, 

Ausbilden eines Nutbereichs zur Ausbildung eines 15 
spezifischen Schaltungsmusters in den laminierten 
Materialien, die aus einem doppelseitigen Substrat 
und dicken Materialien hoher elektrischer Leitfa- 
higkeit bestehen, die an der Bearbeitungsbasis in 
dem Klebeschritt geklebt sind, 20 
EinfQllen des Isolierharzes in den in dem Nutenaus- 
bildungsschritt ausgebildeten Nutbereich, und 
Abtrennen der mittels jedes der vorstehenden 
Schritte ausgebildeten, laminierten Materialien von 
der Bearbeitungsbasis. 25 

89. Verfahren zur Herstellung eines Korpers fUr 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 88, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Bearbeitungsba- 
sis aus Harz mit einer geringen Haftung an das in 
den Nutbereich eingefuilte Isolierharz ist 30 

90. Verfahren zur Herstellung eines Korpers far 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 89, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Bearbeitungsba- 
sis entweder ein Harz auf der Basis von Polyolefin, 
ein Harz auf der Basis von Silicon oder ein Harz auf 35 
der Basis von Fluor umfaBt 

91. Verfahren zur Herstellung eines Korpers fur 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 88, 
dadurch gekennzeichnet, daB eine Flache der Bear- 
beitungsbasis mit einem Entformungsmittel bear- 40 
beitet wird 

92. Verfahren zur Herstellung eines Korpers fur 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 88, 
dadurch gekennzeichnet, daB ein Kleber mit einer 
groBen Haftkraft bei einer ersten Temperatur und 45 
einer geringeren Kraft bei einer hdheren zweiten 
Temperatur zum Ankleben des ersten Materials 
hoher elektrischer Leitfahigkeit an der Bearbei- 
tungsbasis verwendet wird 

93. Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers ftlr 50 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 92, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Kleber entweder 
ein Kleber auf der Basis von Epoxy oder ein Kleber 
auf der Basis von Silicon ist 

94. Verfahren zur Herstellung eines Keepers fflr 55 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 92, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Kleber ein 
Schaumkleberist. 

95. Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers fflr 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 88, 60 
dadurch gekennzeichnet, daB das erste Material 
hoher elektrischer Leitfahigkeit ein magnetisches 
Material umfaBt und daB die magnetischen Eigen- 
schaften des magnetischen Materials als Basis zum 
Abtrennen des ersten Materials hoher elektrischer 65 
Leitfahigkeit von der Bearbeitungsbasis oder ei- 
nem zweiten Material mit hochelektrischem Mate- 
rial, in dem ein Nutbereich ausgebildet ist, verwen- 
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det wird 

96. Verfahren zur Herstellung eines K6rpers fflr 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 88, 
dadurch gekennzeichnet, daB, wahrend des Schritts 
des Einfflllens des Isolierharzes in den Nutbereich, 
eine gewflnschte Komponente gleichzeitig in den 
Nutbereich und/oder in einen Bereich urn den Nut- 
bereich herum eingebettet wird, in den das Harz 
gegossen wird 

97. Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers fflr 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 88, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Nut mit einem 
spanabhebenden Werkzeug ausgebildet wird, das 
einen Durchmesser hat, der im wesentlichen gleich 
dem Isolierbereich in dem Material hoher elektri- 
scher Leitfahigkeit ist. 

98. Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers filr 
eine Verdrahtungsanordnung, umfassend die fol- 
genden Schritte: 

Spezifizieren der Koordinatenwerte fflr die Mittel- 
linie eines Leitermusters, 

Spezifizieren der Koordinatenwerte fur den An- 
fangspunkt und den Endpunkt auf der Mittellinie 
des Leitermusters, 

Spezifizieren der Koordinatenwerte fur die Mittel- 
linie eines angrenzenden Leitermusters, 
Spezifizieren von Koordinatenwerten fur den An- 
fangspunkt und den Endpunkt auf der Mittellinie 
fur das angrenzende Leitermuster, 
Spezifizieren einer Potentiaidifferenz zwischen 
dem Leitermuster und dem angrenzenden Leiter- 
muster, 

Einstellen eines Isolierbereichs zwischen den Lei- 
tern durch Umwandeln einer Potentiaidifferenz 
zwischen dem Leitermuster und dem angrenzen- 
den Leitermuster zu einem Isolierbereich zwischen 
den Leitern, 

Einstellen eines AuBendurchmessers eines spanab- 
hebenden Werkzeugs entsprechend dem Isolierbe- 
reich, 

Berechnen eines Nutbearbeitungswegs in Oberein- 
stimmung mit dem AuBendurchmesser des Bear- 
beitungswegs, und 

Speichern des berechneten Nutbearbeitungswegs. 

99. Verfahren zur Herstellung eines Korpers fflr 
eine Verdrahtungsanordnung, umfassend die fol- 
genden Schritte: 

Spezifizieren der Koordinatenwerte fflr die Mittel- 
linie eines Leitermusters, 

Spezifizieren der Koordinatenwerte fur den An- 
fangspunkt und den Endpunkt auf der Mittellinie 
des Leitermusters, Spezifizieren der Koordinaten- 
werte fflr die Mittellinie eines angrenzenden Lei- 
termusters, 

Spezifizieren von Koordinatenwerten fur den An- 
fangspunkt und den Endpunkt auf der Mittellinie 
fflr das angrenzende Leitermuster, 
Spezifizieren einer Potentiaidifferenz zwischen 
dem Leitermuster und dem angrenzenden Leiter- 
muster, Einstellen eines Isolierbereichs zwischen 
den Leitern durch Umwandeln einer Potentiaidiffe- 
renz zwischen dem Leitermuster und dem angren- 
zenden Leitermuster zu einem Isolierbereich zwi- 
schen den Leitern, 

Einstellen eines AuBendurchmessers eines spanab- 
hebenden Werkzeugs entsprechend dem Isolierbe- 
reich, 

Berechnen eines Nutbearbeitungswegs in Oberein- 
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stimmung mit dem AuBendurchmesser des Bear- 
beitungswegs, 

Speichern des berechneten Nutbearbeitungswegs, 
und 

Einstellen eines HarzgieOwegs in Abhangigkeit von 5 
dem gespeicherten Nutbearbeitungsweg. 

100. Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers fGr 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 99, 
weiterhin umfassend das Verbinden eines unbe- 
stilckten Chips mit einem Leiterabschnitt des Kdr- 10 
pers fur eine Verdrahtungsanordnung. 

101. Verfahren zur Herstellung eines Kdrpers fur 
eine Verdrahtungsanordnung nach Anspruch 99, 
weiterhin umfassend das GieSen eines Bereichs 
oder des gesamten Abschnitts des Kdrpers for eine 15 
Verdrahtungsanordnung. 

102. Leiterplatte, bei der ein Kdrper fQr eine Ver- 
drahtungsanordnung verwendet wird, bei dem ein 
Schaltungsmusterleiter oder eine Vielzahl von 
Schaltungsmusterleitern, die jeweils zu einer vor- 20 
bestimmten Form ausgebiidet und mechanisch mit- 
einander mit Isolierharz verbunden sind, vorgese- 
hen ist, und die Schaltungsmuster an zwei Flachen 
davon ausgebiidet sind, daB der Kdrper fur eine 
Verdrahtungsanordnung mit der Vielzahl von 25 
Schaltungsmusterleitern, die miteinander dort inte- 
griert sind, mit einer gedruckten Leiterplatte elek- 
trisch verbunden oder mit dieser elektrisch verbun- 
den und an dieser mechanisch befestigt ist 

103. Leiterplatte, bei der ein Kdrper ftir eine Ver- 30 
drahtungsanordnung verwendet wird, nach An- 
spruch 102, weiterhin umfassend einen unbestiick- 
ten Chip, der direkt mit einem Leiterabschnitt des 
Kdrpers fur eine Verdrahtungsanordnung verbun- 
den ist 35 

104. Leiterplatte nach Anspruch 102, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB ein Teil des oder der gesamte 
Abschnitt des Kdrpers fiir eine Verdrahtungsan- 
ordnung gegossen isL 

105. Leiterplatte, bei der ein Kdrper fiir eine Ver- 40 
drahtungsanordnung verwendet wird, wobei ein 
vorbestimmtes Schaltungsmuster durch Ausbilden 
eines Nfutbereichs in einer Vielzahl von Materialien 
hoher elektrischer Leitfahigkeit ausgebiidet ist, wo- 
bei die Materialien hoher elektrischer Leitfahigkeit 45 
in einer ebenen Form vorgesehen sind, das Isolier- 
harz in den mit den Materialien hoher elektrischer 
Leitfahigkeit ausgebildeten Nutbereich eingefUllt 
sind, der Kdrper fiir eine Verdrahtungsanordnung 
mit der Vielzahl von Materialien hoher elektrischer 50 
Leitfahigkeit, die dort miteinander integriert sind, 
mit einer gedruckten Leiterplatte elektrisch ver- 
bunden oder mit einer gedruckten Leiterplatte 
elektrisch verbunden und an dieser mechanisch be- 
festigt ist, so daB ein Bereich des Materials hoher 55 
elektrischer Leitfahigkeit von dem AuQenumfang 
des Kdrpers fiir eine Verdrahtungsanordnung vor- 
steht 
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